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EDITORIAL | de Gabriel Neagu

Ce bine cand totul se
termina cu bine!
“electronica 22" cele-
bra expozitie din
Germania/ Munchen,
de exemplu, a rapor-
tat cifre foarte bune
(2144 de expozanti
dintre care 64% au fost
din afara Germaniei,
circa 70,000 de vizita-
tori — cu aproximativ
14% mai mic decat
rezultatul record din
2018, iar ponderea
vizitatorilor interna-
tionali, de aproxima-
tiv 54%, fiind chiar
mai mare decat cea de la evenimentele anterioare) cu alte
cuvinte, organizatorii de la Munchen si-au revenit com-
plet [dsand in urma cosmarul generat de coronavirus.
Cred, cumva, ca marii absenti de la aceasta expozitie au
gresit ca nu au participat, dar mai sunt destule expozitii
n care acestia sd apara si totul sa revina la normal.

Mai este, totusi, un obstacol de depdsit - intarzierile
enorme din lantul de distributie - dar, tinand cont de felul
in care cei mai mari distribuitori isi extind facilitatile lor, nu
inseamna decat ca vom trece cu bine si peste aceasta
experientd. Si dacd tot vorbim de distributie, nu pot sa nu
remarc doud articole excelente publicate in aceasta editie,
semnate de DI. Dave Doherty, CEO - Digi-Key Electronics
si de DI. Mark Burr-Lonnon, Senior VP of Global Service &
EMEA and APAC Business — Mouser Electronics.

lar lucrurile nu se termina aici. Seria de articole de analiza
si de laborator este mai bogata ca niciodatd, “atacand”
subiecte de top, precum “Utilizarea senzorilor digitali de
temperatura de inalta precizie in dispozitive de monitori-
zare a sanatatii” (Digi-Key Electronics), “Dispozitive neu-
romorfice in TinyML" (Renesas), “Spectrul orasului
inteligent” (Rutronik), “incorporarea securitatii intr-un dis-
pozitiv IoT” (Mouser Electronics), iar lista continud cu inca
multe alte articole extrem de interesante semnate de
Microchip, ADI, Farnell; si tot ar mai fi multe de spus.

Daca am inceput cu cifre, haideti sa terminam tot cu cifre.
A fost un an bun si pentru noi. Am publicat peste 150 de
articole de ultima ord, acoperind tot spectrul electronicii
de astazi si sute de stiri in revista tiparitd, dar mai ales in
platformele noastre de pe internet. Pe Twitter, de exem-
plu, am publicat aproape 4,000 de stiri din martie 2018
si pand acum si este loc si de mai bine. Si nu in ultimul
rand, sper ca incepand cu 1 lanuarie 2023 cititorii nostri
sa se bucure de noul aspect al paginilor noastre de web,
care vor incerca sd le surprinda atentia si mai mult!

Pana atunci, insa, va urez un sincer “La multi ani!”

Tafedel

gneagu@electronica-azi.ro
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Castigati o placa de dezvoltare
WBZ451 Curiosity bazata pe
microcontrolerul PIC32CX-BZ2
produsa de Microchip

Placa de dezvoltare WBZ451 Curiosity, bazatda pe modulul
WBZ451PE, este cea mai buna platforma de dezvoltare pentru
evaluarea familiei de microcontrolere PIC32CX-BZ2. Aceasta
vine preconfigurata cu o aplicatie demo multi-protocol gata de
utilizare si dispune de un senzor de temperaturad, un conector
pentru mdsurarea curentului, un LED RGB si un soclu mikroBUS
de la MikroElectronika pentru a conecta o multime de senzori
si placi aditionale.

Conectivitatea wireless a devenit o caracteristica obligatorie pen-
tru multe produse, dar adesea creste costul si complexitatea
proiectdrii sistemului, deoarece, in general, trebuie addugata ca
parte a unei aplicatii mai mari. Microchip a prezentat prima fami-
lie PIC bazata pe Arm Cortex®-M4F care rezolva aceasta provo-
care de proiectare a conectivitatii wireless prin integrarea func-
tionalitatii Bluetooth Low Energy in una dintre cele mai impor-
tante componente ale unui sistem, sustinuta de unul dintre cele
mai cuprinzatoare ecosisteme de dezvoltare din industrie.
Familia PIC32CX-BZ2 de la Microchip include dispozitive SoC
(System-on-Chip), precum si module 'RF-ready;, certificate la nivel
mondial. in plus fatd de functionalitatea Bluetooth Low Energy,
familia include stive Zigbee® si capabilitati de actualizare OTA
(Over the Air). Printre caracteristicile hardware se numara un con-
vertor analog/digital (ADC) pe 12-biti, canale multiple de tem-
porizare/contorizare pentru control (TCC), un motor de criptare
integrat si un set larg de interfete pentru atingere (touch), CAN,
senzori, afisaj si alte periferice.

Memoria Flash de 1 MB a familiei suporta coduri de aplicatii mari,
stive wireless multiprotocol si actualizari OTA. Pachetele calificate
AEC-Q100 Grade 1 (125°C) simplifica si mai mult integrarea conec-
tivitatii wireless acolo unde sunt necesare solutii foarte robuste.

Pentru a avea sansa de a castiga o placa de dezvoltare
WBZ451 Curiosity bazata pe microcontrolerul PIC32CX-BZ2
sau de a primi un cupon de reducere de 15% pentru
aceasta placa, plus transport gratuit, accesati pagina:

si introduceti datele voastre in formularul online.

Farnell extinde ofertele
de intretinere predictiva
pentru producatori

Farnell, o companie Avnet, a anuntat ca si-a extins ofertele de
intretinere predictiva pentru a-i ajuta pe clientii din sectorul de
productie sa gaseasca cele mai bune solutii.

Farnell are acum in stoc o gama larga de componente industri-
ale care pot monitoriza energia, mecanismele de comanda si
motoarele instalatiilor pentru a oferi alerte atunci cand siste-
mele automatizate sunt in pericol. Farnell ofera, de asemenea,
numeroase resurse tehnice pentru a-i ajuta pe clienti sa rdmana
informati in peisajul in continua schimbare al mentenantei.

Unele dintre cele mai noi produse disponibile acum pentru
clientii Farnell din domeniul productiei includ:

- Display-urile tactile HMI din seria SIMATIC de la Siemens:
Create pentru implementarea aplicatiilor de vizualizare de
inaltd performanta la nivelul masinilor. Performanta ridicats,
functionalitatea si numeroasele interfete integrate ofera cel mai
mare confort in aplicatiile de varf.

- Seria OsiSense XS - senzor de proximitate inductiv de la
Schneider Electric: Contribuie la performanta si constructia
compactd a utilajului cu un domeniu de calibrare mailarg. Ajuta
la cresterea rentabilitatii solutiei voastre.

- Controlere de nivel al fluidelor de la Omron: Construite pen-
tru a detecta nivelurile de lichid. O varietate de lichide conduc-
toare pot fi controlate prin aceasta metoda. Utilizate intr-o gama
larga de aplicatii industriale, inclusiv in industria siderurgica,
alimentara, chimica, farmaceutica si a semiconductorilor.

Farnell continua sa faca investitii in gama sa de produse indus-
triale, care a crescut cu 50% in ultimele 12 luni. Clientii pot alege
din peste 80.000 de produse industriale disponibile de la peste 42
de producatori industriali, inclusiv Schneider Electric, Honeywell,
Siemens, ABB, Omron si Omega.

Totodatd, Farnell ofera resurse tehnice pentru a-i ajuta pe
producatori sa se informeze cu privire la cele mai recente bune
practici in materie de intretinere predictiva. Unele dintre ofertele
de instruire de la Farnell includ un raport tehnic privind
intretinerea predictiva prin intermediul loT industrial si noul
e-Techjournal - Automatizare industriala - putere si control,
impreuna cu inregistrarea unui webinar privind intretinerea
predictiva si lloT.

Clientii Farnell pot explora produsele si ofertele tehnice extinse de
intretinere predictivd accesdnd: https://uk.farnell.com/industrial-
automation-control#smart-maintenance-repairs

= Farnell | https://rofarnell.com
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IN DISPOZITIVE DE
MONITORIZARE A SANATATII

Acest articol descrie pe scurt cerintele pentru masuratorile de temperatura de mare precizie
in aplicatiile mobile si de monitorizare a sanatatii, alimentate de la baterii.

Apoi prezinta un senzor digital de temperatura de mare precizie si cu consum redus de
putere de laams OSRAM, care nu necesita calibrare sau liniarizare. La final sunt prezentate
recomandari de integrare, o placa de evaluare si un kit demonstrativ bazat pe Bluetooth
cu o aplicatie insotitoare care face posibila modificarea setarilor senzorului si observarea
impactului asupra consumului de energie.

Autor: Rolf Horn | Inginer de aplicatii
Digi-Key Electronics

Masurarea precisa a temperaturii este
importantd intr-o gama larga de aplicatii,
inclusiv pentru dispozitive purtabile, dis-
pozitive de monitorizare medicala, dispozi-
tive de urmarire a starii de sanatate si de
fitness, monitorizarea lantului frigorific si a
mediului, precum si pentru sistemele infor-
matice industriale. Desi se aplica pe scard
larga, implementarea unei masurdtori digi-
tale foarte precise a temperaturii implica in

8

mod frecvent calibrarea sau liniarizarea
senzorilor de temperaturd, precum si un
consum mai mare de putere, ceea ce poate
reprezenta o problema pentru aplicatiile
compacte, cu consum foarte redus de pu-
tere si cu mai multe moduri de colectare a
datelor. Provocarile de proiectare se pot
acumula rapid, ducand la depasiri de costuri
si intarzieri in planificarea productiei.

Complicand problema, unele aplicatii implica

mai multi senzori de temperatura care im-
part un singur bus de comunicatie. In plus,
unele setari de testare in productie trebuie
sa fie calibrate in conformitate cu Institutul
National de Standarde si Tehnologie din
SUA (NIST), in timp ce echipamentele de
verificare trebuie sa fie calibrate de un labo-
rator acreditat ISO/IEC-17025. Dintr-o data,
ceea ce parea o functie simpla devine atat
descurajantd, cat si costisitoare.

ElectronicaeAzi nr. 10(270)/2022



Cerinte pentru monitorizarea
temperaturii de mare precizie

Precizia este obligatorie in aplicatiile de
monitorizare a sanatatii. Asa cum sunt fabri-
cati, senzorii digitali de temperatura pre-
zintd variatii de performanta de la o compo-
nentd la alta, care trebuie rezolvate.

Deoarece calibrarea interna este costisi-
toare, iar utilizarea de senzori necalibrati
creste costul obtinerii preciziei dorite, pro-
iectantii ar trebui sa ia in considerare senzori
care sunt complet calibrati si liniarizati. Cu
toate acestea, este important sa va asigurati
ca producatorul de senzori utilizeaza instru-
mente de calibrare care pot fi urmdrite con-
form standardelor NIST.

Utilizarea instrumentelor cu o calibrare
trasabila asigura un lant continuu pana la
standardele NIST de bazd, iar incertitudi-
nile de la fiecare verigd a lantului sunt
identificate si documentate, astfel incat sa
poata fi abordate in sistemul de asigurare
a calitatii al producatorului de dispozitive.

www.electronica-azi.ro u ﬂ m

LABORATOR | Masurarea precisi a temperaturii

Standardul principal pentru laboratoarele
de testare si calibrare este ISO/CEIl 17025
“Cerinte generale pentru competenta labo-
ratoarelor de testare si calibrare”. ISO/IEC
17025 se bazeaza pe principii tehnice axate
in mod specific pe laboratoarele de calibrare
si testare, este utilizat pentru acreditarea
acestora si ofera baza pentru elaborarea pla-
nurilor de imbunatatire continua.

Senzor digital de temperatura testat in
productie cu trasabilitate NIST

Pentru a indeplini numeroasele cerinte de
proiectare si certificare, proiectantii pot
apela la senzorul digital de temperatura
AS6211 de la ams OSRAM, care ofera o
precizie de pana la £0,09°C si nu necesita
calibrare sau liniarizare. Proiectat pentru a
fi utilizat in dispozitive medicale, dispozi-
tive purtabile si alte aplicatii care necesita
informatii termice de inalta performantg,
testele de productie ale senzorului AS6211
sunt calibrate de un laborator acreditat
ISO/IEC-17025 in conformitate cu standar-
dele NIST. Testarea calibrata in cadrul pro-
ductiei accelereaza procesul de obtinere a
certificarii conform EN 12470-3, care este
necesara pentru termometrele medicale
in Uniunea Europeana.

AS6211 este un senzor de temperatura digi-
tal complet, disponibil intr-o capsula WLCSP
(wafer level chip scale package) cu sase pini,
cudimensiunea de 1,5 X 1,0 milimetri (mm)
si este gata pentru a fiintegrat in sistem. Un
exemplu de componenta ce poate fi
comandata imediat, AS6221-AWLT-S, este
livrata in loturi de 500 de bucati, disponibila
in variantele de impachetare “tape & reel”.

Masurdtorile efectuate de AS6211 sunt fur-
nizate prin intermediul unei interfete I’C
standard si suportd opt adrese I°C, eliminand
astfel preocuparile legate de conflictele de
bus in proiectele cu mai multi senzori.

© ams OSRAM

Housing

Thermal Adhesive

Precizie ridicata si

consum redus de putere

AS6221 ofera o precizie ridicata cu un con-
sum redus de putere pe intreaga sa gama
de alimentare, de la 1,71 la 3,6 volti CC,
ceea ce este deosebit de important in

aplicatiile alimentate de la o singura celula
de baterie. Acesta include un senzor de
temperatura sensibil si precis din siliciu (Si)
cu banda interzisa, un convertor analog-
digital si un procesor de semnal digital cu
registri si logicd de control asociate.
Functia de alerta integratd poate declansa
o intrerupere la un anumit prag de tem-
peraturd, care este programat prin setarea
valorii unui registru.

AS6221 consuma 6 microamperi (UA)
atunci cand efectueaza patru masuratori
pe secunda, iar in modul de asteptare,
consumul de putere este de numai 0,1 pA.
Utilizarea functiei de alarma integrata
pentru a trezi procesorul de aplicatii doar
atunci cand a fost atins un prag de
temperatura poate reduce si mai mult
consumul de energie al sistemului.

Optiuni de integrare a

dispozitivelor purtabile

In aplicatiile purtabile, cu cat este mai buna
conexiunea termica dintre senzor si piele,
cu atat mai precisa este masurarea tem-
peraturii. Proiectantii au la dispozitie mai
multe optiuni pentru optimizarea conexi-
unii termice. O modalitate este de a plasa
un pin termoconductor intre piele si senzor
(Figura 1). Pentru a obtine rezultate fiabile,
pinul trebuie sa fie izolat de orice sursa
externd de energie termica, cum ar fi car-
casa dispozitivului si trebuie sa se utilizeze
o pasta termica sau un adeziv intre pin si
AS6211. Aceastd abordare beneficiaza de
utilizarea unei placi de circuit imprimat
(PCB) flexibil (flex) pentru a sustine AS6221,
permitand o mai mare libertate in ceea ce
priveste amplasarea senzorului.

In proiectele in care senzorul se afld montat
pe PCB, conexiunea termica poate fi realiza-
ta cu ajutorul unui resort de contact sau al
unui pad termic.

Skin

/ Contact Pin

————— Flex PCB

O placa PCB flexibild si un adeziv termic pot fi utilizate pentru a
oferi o cale cu impedantd termicd scdzutd intre piele si senzor.

In cazul in care senzorul este montat pe par-
tea inferioara a PCB-ului, se poate utiliza un
resort de contact pentru a realiza o conexi-
une termicd intre pinul de contact si vias-
urile termice de pe PCB care sunt conectate
la senzor (Figura 2).



SENZORI
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Aceasta abordare poate avea ca rezultat
un dispozitiv ieftin, care suporta distante
mai mari intre senzor si piele, dar necesita
o analizd atenta a mai multor interfete ter-
mice pentru a obtine niveluri ridicate de
sensibilitate.

© ams OSRAM

Housing

PCB

Thermal Vias

© ams OSRAM

Housing

proiectare mecanicd atentd pentru a asigu-
ra o impedantd termica minima intre pinul
de contact si senzor.

Acest lucru poate duce la 0 asamblare mai
simpld, oferind in acelasi timp niveluri ri-
dicate de performanta.

Skin

/ Contact Pin

* Contact Spring

Copper Layer

Atunci cdnd senzorul este montat pe partea inferioard a PCB-ului se pot utiliza
vias-uri termice si un resort de contact pentru conectarea la pinul de contact.

Skin

/ Contact Pin

e Copper Layer

S~ pcs

Un pad termic poate conecta un senzor montat pe partea
superioard a PCB-ului la pinul de contact. Se asigurd o asamblare
mai simpld, oferind in acelasi timp performante ridicate.

O a treia optiune consta in utilizarea unui
pad termic pentru a conecta pinul la un
senzor montat pe partea superioard a
PCB-ului (Figura 3). Comparativ cu utiliza-
rea unui arc de contact sau a unui PCB
flexibil, aceasta abordare necesitd un pad
cu o conductivitate termica ridicata si o

imbunatatirea timpului

de raspuns termic

Pentru a obtine timpi de raspuns termic
rapizi, este important sd se reduca la mini-
mum influentele externe asupra masura-
torii, in special de catre portiunea de PCB
direct adiacentd senzorului.

PCB Kitul de evaluare
cutout AS62xx poate fi utilizat
pentru a configura si
evalua AS6221.

Decupajele din partea
superioard si inferioard a
PCB-ului pot reduce masa
acestuia in jurul senzorului
si pot imbunatati timpul de
raspuns.

. .

- Cutout area -
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Doua sugestii viabile de proiectare sunt
utilizarea de decupaje pentru a minimiza
orice planuri de cupru in vecindtatea sen-
zorului din partea superioara a PCB-ului
(Figura 4, sus) si pentru a reduce incarcarea
termica din partea inferioara a PCB-ului
prin utilizarea unei zone de decupaj sub
senzor pentru a reduce masa totala a PCB-
ului (Figura 4, jos).

Pe 1angd minimizarea efectelor PCB-ului,
alte tehnici care pot contribui la imbuna-
tatirea vitezei de masurare si a performan-
telor includ:

« Maximizarea suprafetei de contact cu
pielea pentru a creste cdldura
disponibila pentru senzor.

o Utilizarea de trasee subtiri de cupru si
reducerea la minimum a dimensiunii
planurilor de alimentare si de masa.

« Utilizarea acelor baterii si a altor compo-
nente, cum ar fi display-urile, care sa fie
cat mai mici posibil dar care sa indepli-
neasca cerintele de performanta ale dis-
pozitivului.

» Proiectarea ansamblului astfel incat sa se
izoleze termic senzorul de pe PCB de
componentele din jur si de mediul
exterior.

Detectarea temperaturii mediului
Consideratii suplimentare se aplica atunci
cand se utilizeaza mai multi senzori de
temperaturd, cum ar fi in proiectele care
utilizeaza atat temperatura pielii, cat si
temperatura mediului inconjurator.

Pentru fiecare masuratoare trebuie utilizat
un senzor separat. Proiectarea termica a
dispozitivului trebuie sa maximizeze
impedanta termica dintre cei doi senzori
(Figura 5).
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O impedanta termica intermediara mai
mare asigura o mai buna izolare intre sen-
zori si garanteaza cd masuratorile nu vor
interfera una cu cealalta. Capsula dispozi-
tivului ar trebui sa fie fabricatd din materia-
le care au conductivitati termice scazute,
iar intre cele doua sectiuni ale senzorilor
ar trebui sd se introducd o barierd de izolare
termica.

Wearable Device -

LABORATOR | Masurarea precisi a temperaturii

Kitul demonstrativ include un senzor de
temperatura AS6221 si o baterie de tip
moneda CR2023.

Descarcarea aplicatiei insotitoare din App
Store sau Google Play Store permite conec-
tarea in acelasi timp a pana la trei senzori
(Figura 7). Aplicatia comunica cu senzorii
prin Bluetooth, facand posibila modificarea

/ Environmental Temperature Sensor

=

Skin Temperature Sensor

Kitul de evaluare da startul pentru
dezvoltarea de aplicatii cu AS6221
Pentru a accelera dezvoltarea aplicatiilor
si timpul de lansare pe piatd, ams OSRAM
ofera proiectantilor atat un kit de evaluare,
cat si un kit demonstrativ.

Kitul de evaluare AS62xx Eval Kit poate fi
utilizat pentru a configura rapid senzorul
digital de temperatura AS6221, permitand
o evaluare rapida a capabilitatilor sale.
Acest kit de evaluare se conecteaza la un
microcontroler (MCU) extern ce poate fi
utilizat pentru a accesa masuratorile de
temperatura.

Kit demonstrativ pentru AS6221

Odata ce evaluarea de baza este finalizata,
proiectantii pot apela la kitul demo AS6221
ca platforma de dezvoltare a aplicatiilor.

© ams OSRAM

\ 'R, Thermal Resistance
\

A\

Skin

Pentru o detectare precisd a temperaturii mediului, ar trebui sd existe o
rezistentd termicad ridicatd intre piele si senzorii de temperatura ambientala.

tuturor setarilor senzorului, inclusiv a frec-
ventei de masurare si observarea impactu-
lui asupra consumului de putere.
Aplicatia poate inregistra secvente de ma-
surare, permitand astfel compararea per-
formantelor diferitelor setari ale senzorilor
de temperatura.

De asemenea, proiectantii pot utiliza kitul
demo pentru a experimenta modul de
alerta si pentru a afla cum poate fi utilizat
pentru a imbunatati performanta solutiei.

Concluzie

Proiectarea unor sisteme digitale de de-
tectare a temperaturii de mare precizie
pentru aplicatii in domeniul sanatatii, al fit-
ness-ului si al altor dispozitive purtabile
este un proces complex in ceea ce priveste
proiectarea, testarea si certificarea.

Kitul demo AS6221 este utilizat ca o platformd de dezvoltare a aplicatiilor
pentru senzorul de temperaturd AS6221.

www.electronica-azi.ro u ﬂ m

Pentru a simplifica procesul, reduce costu-
rile si ajunge mai rapid pe piata, proiectantii
pot utiliza senzori inalt integrati, cu consum
redus de putere si precizie ridicata.

Dupa cum s-a prezentat, AS6221 este un
astfel de dispozitiv. Acesta nu necesita cali-
brare sau liniarizare, iar echipamentul de
testare in productie este calibrat in confor-
mitate cu standardele NIST de catre un labo-
rator acreditat ISO/IEC-17025, ceea ce acce-
lereaza procesul de proiectare si aprobare
pentru dispozitivele medicale.

Lectura recomandata

Enhance Battery Life in Wearables
Through Efficient Timekeeping During
Idle States

(Imbundtdtirea duratei de viatd a bateriei la
dispozitivele purtabile prin cronometrarea
eficientd a timpului in timpul stdrii de inac-
tivitate)
(https://www.digikey.co.uk/en/articles/en-
hance-battery-life-in-wearables-through-ef-
ficient-timekeeping-during-idle-states)

Use Adjustable Low Leakage LDOs to
Extend Battery Life in Wearable Designs
(Utilizati LDO-uri reglabile cu pierderi reduse
pentru a prelungi durata de viata a bateriei
in proiectele de dispozitive purtabile)
(https://www.digikey.co.uk/en/articles/use-
adjustable-low-leakage-ldos-to-extend-bat-
tery-life-in-wearable-designs)

Boost Fitness Tracker Accuracy Using
High-Accuracy Pressure Sensors

(Sporiti precizia dispozitivelor pentru fitness
cu ajutorul senzorilor de presiune de inaltd
acuratete)
(https://www.digikey.co.uk/en/articles/boos
t-fitness-tracker-accuracy-using-pressure-
Sensors)

= Digi-Key Electronics
www.digikey.ro

(i



INTELIGENTA ARTIFICIALA

Retelele neurale (NN — Neural Networks) au fost inspirate de creier, iar utilizarea terminologiei
din neurostiinta (neuroni si sinapse) pentru a explica retelele neurale a provocat intotdeauna
nemultumlrl neurologllor deoarece generatia actuali de retele neurale este la polul opus
fata de modul in care functioneaza creierul. In ciuda |nsp|rat|e| structura generala, calculele
neurale si tehnicile de mva'gare dintre a doua generatie actuala de retele neurale si creier
difera foarte mult. Aceasta comparatie i-a deranjat atat de mult pe neurostiintisti incat au
inceput sa lucreze la a treia generatie de retele care seamana mai mult cu creierul, numite
retele neurale generatoare de impulsuri (SNN — Spiking Neural Networks) cu hardware capabil

sa le execute, adica arhitectura neuromorfica.

Eldar Sido
Product Marketing Specialist
Renesas Electronics

Autor:

Retele neurale generatoare de impulsuri
SNN-urile sunt un tip de retele neurale ar-
tificiale (ANN — Artificial Neural Network)
inspirate mai mult de creier decat cele din
a doua generatie, cu o diferenta esentiala
si anume ca SNN-urile sunt NN spatio-
temporale, adica tin cont de sincronizare in
functionarea lor. SNN-urile functioneaza pe
baza unor impulsuri discrete determinate
de o ecuatie diferentiala care reprezinta di-
verse procese biologice. Procesul critic este
cel de activare dupa ce potentialul mem-
branei neuronului (pragul de “activare”)
este atins, ceea ce se intampla prin lansarea
de impulsuri la acel neuron la anumite
secvente de timp.

12

Prin analogie, creierul este alcatuit din 86 de
miliarde de unitati de calcul numite neu-
roni, care primesc intrari de la alti neuroni
prin intermediul dendritelor; odata ce
intrdrile depasesc un anumit prag, neuronul
se declanseaza si trimite un impuls electric
prin intermediul unei sinapse, iar greutatea
sinaptica controleaza amploarea impulsului
trimis cdtre neuronul urmator.

Spre deosebire de alte retele neurale artifi-
ciale, neuronii SNN se declanseaza asincro-
nic in diferite straturi ale retelei, la momente
diferite, pe cand, in mod traditional, infor-
matia se propaga in toate straturile dictate
de ceasul sistemului. Proprietatea spatio-
temporald a SNN, impreuna cu natura

RENESAS

discontinud a impulsurilor, inseamna cd
modelele pot fi distribuite mai rar, cu neu-
roni care se conecteazd doar la neuronii
relevanti si care utilizeaza timpul ca
variabila, permitand codificarea mai densa
a informatiei fatd de codificarea binard
traditionald a ANN-urilor. Astfel, SNN-urile
sunt mai puternice din punct de vedere
computational si mai eficiente.
Comportamentul asincron al SNN-urilor,
impreuna cu necesitatea de a executa
ecuatii diferentiale, implica un efort de calcul
la nivelul hardware-ului traditional, motiv
pentru care a fost necesara dezvoltarea
unei noi arhitecturi. Aici intervine arhitec-
tura neuromorfica.
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Arhitectura neuromorfica

Arhitectura neuromorficd este o arhitectura
non-von Neuman inspiratd de creier, com-
pusa din neuroni si sinapse. In cazul calcula-
toarelor neuromorfice, procesarea si stocarea
datelor se desfasoara in aceeasi regiune,
atenuand blocajul Von Neuman care ince-
tineste debitul maxim atins de arhitecturile
traditionale din cauza necesitatii de a muta
datele din memorie catre unitatile de
procesare la viteze relativ lente.

(a) Conventional ANNs where input and
output are floating point numbers

| Arhitectura neuromorfica - tendinte & dezvoltare

inteligentei artificiale la periferie (edge) si la
punctul final. Pentru a intelege cererea as-
teptata din partea industriei, este necesara
o privire asupra previziunilor din domeniul
cercetdrii. Potrivit unui raport realizat de
Sheer Analytics & Insights, se asteapta ca
piata mondiald a calculatoarelor neuromor-
fice sa ajunga la 780 de milioane de dolari cu
un CAGR de 50,3% pana in 2028". Mordor
Intelligence, pe de alta parte, se asteapta ca
piata sd ajunga la 366 de milioane de dolari

0.3

02 ]

m Diferenta dintre ANN-urile conventionale si SNN-uri.

In plus, arhitectura neuromorfica suporta in
mod nativ SNN-urile si accepta impulsurile
ca intrari, permitand codificarea informatiei
conform timpului de sosire, magnitudinii si
formei impulsurilor. Astfel, printre caracte-
risticile cheie ale dispozitivelor neuromor-
fice se numara scalabilitatea lor inerents,
calculul bazat pe evenimente si caracterul
stocastic, deoarece activarea neuronilor poate
avea un caracter aleatoriu, ceea ce face ca
arhitectura neuromorfica sa fie atractiva da-
torita operarii lor cu consum foarte redus de
putere, functionand de obicei cu magnitudini
mai mici decat sistemele de calcul traditionale.

Previziuni privind piata neuromorfica

Din punct de vedere tehnologic, dispozi-
tivele neuromorfice au potentialul de a
juca un rol important in viitoarea era a

npaans

1011
1100 —

Binary Input

m (non-Von Neumann).
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pana in 2026, cu un CAGR de 47,4%? si
multe alte studii de piata pot fi gasite online,
indicand o crestere similara. Cu toate ca cifre-
le prognozate nu suntin concordanta unele
cu altele, un lucru este cert: se asteaptd ca
cererea de dispozitive neuromorfice sa
creasca radical in urmatorii cativa ani, iar
companiile de cercetare de piatd se asteapta
ca diverse domenii, precum cel industrial,
auto, mobil si medical, sa adopte dispozitive
neuromorfice pentru o varietate de aplicatii.

TinyML neuromorfic

Deoarece TinyML (Tiny Machine Learning)
se referd la executarea ML si NN pe dispozi-
tive cu constrangeri stricte de memorie/
procesor, cum ar fi microcontrolerele
(MCU), este un pas natural sa se incorpo-
reze un nucleu neuromorfic pentru cazurile

1001
1011

de utilizare TinyML, deoarece exista mai
multe avantaje distincte.

Dispozitivele neuromorfice sunt procesoa-
re bazate pe evenimente care opereaza cu
evenimente non-zero. Convolutia si produ-
sele scalare (dot products) bazate pe eveni-
mente sunt mult mai putin costisitoare din
punct de vedere computational, deoarece
zerourile nu sunt procesate. Performanta
convolutiei bazate pe evenimente se im-
bunatateste si mai mult cu cat numarul de

I

(b) SNN where the input and output
are discrete spikes

zerouri din canalele sau nucleele de filtrare
este mai mare. Acest lucru, impreuna cu
functiile de activare, cum ar fi Relu, care
sunt centrate in jurul valorii zero, conferd
procesoarelor bazate pe evenimente pro-
prietatea inerenta de rarefiere a activarii,
reducand astfel cerintele efective ale MAC.

Mai mult, deoarece dispozitivele neuromor-
fice proceseaza impulsuri, se poate utiliza o
cuantificare mai restrictiva, cum ar fi cuan-
tificarea pe 1-, 2- si 4-biti, in comparatie cu
cuantificarea conventionald pe 8-biti a
ANN-urilor.

In plus, deoarece SNN-urile sunt incorpo-
rate in hardware, dispozitivele neuromor-
fice (cum ar fi Akida de la Brainchip) au
abilitatea unicd de invatare la limita (on-
edge learning). >

Binary Sl Spike
Distout Input Output
In memory
processing via
neurons and
synapse

Arhitectura Von Neumann vs. arhitectura neuromorficd
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INTELIGENTA ARTIFICIALA

m Dispozitive neuromorfice in TinyML

>

Acest lucru nu este posibil in cazul dispozi-
tivelor conventionale, deoarece acestea
simuleazd, doar, o retea neurala cu arhitec-
tura Von Neumann, ceea ce face ca
fnvdtarea ‘on-edge’ sa fie costisitoare din
punct de vedere computational, cu costuri
mari de memorie, care nu intrd in bugetul
sistemelor TinyML. In plus, pentru antrena-
rea unui model NN, numerele intregi nu ar
oferi o gama suficienta pentru a antrena
un model cu precizie, astfel incat antrena-
rea pe 8-biti nu este fezabila in prezent pe
arhitecturile traditionale.

Pentru arhitecturile traditionale, in prezent,
cateva implementari de invatare 'n-edge’
cu algoritmi de invatare automata (auto-
codare, arbori de decizie) au ajuns in sta-
diul de productie pentru cazuri simple de
utilizare in timp real, spre deosebire de NN,
care sunt incd in curs de cercetare.

Pe scurt, avantajele utilizarii dispozitivelor
neuromorfice si a SNN-urilor la punctul
final sunt:

e Consum de energie foarte redus (de la
milli pana la microjoule per inferenta)

o Cerinte mai mici in materie de MACin
comparatie cu retelele NN conventionale

o Utilizare mai redusa a memoriei parame-
trilor in comparatie cu NN-urile conven-
tionale

o Capabilitati de invatare ‘on-edge’

14

Cazuri de utilizare TinyML neuromorfic
Acestea fiind spuse, microcontrolerele cu
nuclee neuromorfice pot excela in cazurile
de utilizare din intreaga industrie, datorita
caracteristicilor lor distincte de invatare la
limita (on-edge), cum ar fi:

« Inaplicatiile de detectie aanomaliilor pen-
tru echipamentele industriale existente,
in care utilizarea cloud-ului pentru a
antrena un model este ineficientd, astfel
incat adaugarea unui dispozitiv Al ‘'end-
point’pe motor si antrenarea‘on-edge’ar
permite o scalabilitate usoard, deoarece
imbatranirea echipamentului tinde sa
difere de la 0 masina la alta, chiar daca
este vorba de acelasi model.

« Inrobotics, pe méasura ce trece timpul,
articulatiile bratelor robotizate tind sd se
uzeze, devenind neacordate si incetand
sa mai functioneze asa cum este necesar.
Reglajul controlerului aflat la periferie,
fara interventie umana, reduce nevoia de
a apela la un profesionist, limitand timpul
de nefunctionare si economisind timp si
bani.

« Inaplicatiile de recunoastere faciala, un
utilizator ar trebui sa isi adauge imaginea
fetei la setul de date si sa antreneze din
nou modelul in cloud. Cu cateva fotografii
ale fetei unei persoane, dispozitivul neu-
romorfic poate identifica utilizatorul final
prin intermediul invatarii‘on-edge’—

|

Cazuri de utilizare a invatdrii 'on-edge' pe dispozitive neuromorfice.

permitand ca datele utilizatorilor sa fie
securizate pe dispozitiv impreuna cu o
experienta mai transparenta. Acest lucru
poate fi utilizat in masini, unde diferiti
utilizatori au preferinte diferite in ceea ce
priveste pozitia scaunului, controlul
climatizarii etc.

« Inaplicatiile de detectare a cuvintelor
cheie, addugarea de cuvinte suplimen-
tare pentru ca dispozitivul sa le recu-
noasca‘on edge' Se poate utiliza in
aplicatiile biometrice, unde o persoana ar
adauga un“cuvant secret” pe care ar dori
sa il pastreze in sigurantd pe dispozitiv.

Echilibrul dintre consumul ultra-redus de
putere al dispozitivelor terminale neuro-
morfice si performanta imbunatatita le face
potrivite pentru aplicatii cu functionare
prelungita pe baterie, executand algoritmi
care nu sunt posibili pe alte dispozitive cu
consum redus de energie din cauza cd aces-
tea sunt limitate din punct de vedere al
puterii de calcul. Sau dimpotriva, in cazul
dispozitivelor de nivel superior, capabile de
o putere de procesare adecvata, dar prea
mari consumatoare de energie. Printre ca-
zurile de utilizare se numara:

o Ceasuri inteligente care monitorizeaza
si proceseaza datele la punctul final,
trimitand doar informatiile relevante
catre cloud.
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m Cazuri de utilizare cu consum de putere foarte redus si performanta ridicatd.

o Senzori de camere inteligente pentru de-
tectarea persoanelor in vederea execu-
tarii unei comenzi logice. De exemplu,
deschiderea automatd a usii atunci cand
se apropie o persoana, deoarece tehno-
logia actuala se bazeazd pe senzori de
proximitate.

o Zone fara conectivitate sau posibilitati
de incarcare, cum ar fi in paduri pentru
urmadrirea inteligentd a animalelor sau
monitorizarea sub conductele oceanice
pentru a detecta eventualele fisuri,
utilizdnd date de vibratii, viziune si sunet
in timp real.

o Pentru cazurile de utilizare a monitorizarii
infrastructurii, unde un microcontroler
neuromorfic poate fi utilizat pentru a mo-
nitoriza in permanenta miscarile, vibra-
tiile si modificdrile structurale ale podu-
rilor (prin intermediul imaginilor) pentru
a identifica eventualele defectiuni.

Referinte

Observatii finale

“Renesas, in calitate de lider in domeniul
semiconductorilor, a recunoscut potentialul
vast al dispozitivelor neuromorfice si al SNN-
urilor, incdt a licentiat un nucleu neuromorfic
de la Brainchip®!, primul producdtor comer-
cial de IP neuromorfic din lume’, a precizat
Sailesh Chittipeddi, Vicepresedinte Executiv
si Director General al Unitdtii de Afaceri loT
si Infrastructurd de la Renesas. “La capdtul
de jos, Renesas a addugat un microcontroler
ARM M33 si o retea neuronald cu generare
de impulsuri cu nucleul BrainChip licentiat
pentru anumite aplicatii — am licentiat
ceea ce trebuie sd licentiem de la BrainChip,
inclusiv software-ul, pentru a pune lucrurile
in miscare™

Astfel, in timp ce Renesas incearca sa ino-
veze si sa dezvolte cele mai bune dispozi-
tive posibile de pe piata, compania este
nerabdatoare sa vadd cum aceasta inovatie
va contribui la imbunatatirea vietii.

Despre autor:
Eldar Sido lucreaza in

echipa de management
al marketingului de pro-
dus pentru familia de
microcontrolere bazatd
pe arhitectura ARM, la P |
Renesas Electronics. vd!.
Este specializat in ceea ce priveste aspectul
tehnic al implementarii Al la nivel terminal
pe microcontrolere. Eldar detine o diplomd
de master in nanotehnologie obtinuta la
Universitatea din Tokyo.

= Renesas
WWW.renesas.com
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Pentru ca lumina poate face mai
mult decat sa straluceasca

Buildin

H

Alain Bruno Kamwa, Corporate Product Sales Manager Opto la Rutronik Elektronische
Bauelemente GmbH, explica mai jos ce fascicule de lumina sunt potrivite pentru tehnologiile
orasului viitorului. Deoarece progresul, eficienta, siguranta, ecologia si integrarea sunt
aspectele cruciale, care se afla in centrul atentiei, atunci cand se implementeaza viziunea

unui oras inteligent.

Lumina creeaza o atmosfera perfecta
Cunoasterea modului in care oamenii, ani-
malele si natura sunt influentate de diferite
scenarii de iluminare este deja utilizata in
centrele comerciale, in unitatile de produc-
tie sin agricultura:

Un iluminat similar cu lumina zilei, de exem-
plu, asigura o mai mare concentrare si
sigurantd la locul de munca si este, deja,
consacrat in comertul cu amanuntul,
deoarece culorile si diferentele de culoare
sunt usor de recunoscut cu o temperatura
de culoare de 6.000 Kelvin, un alb luminos,
clar siradiant. Pe de alta parte, un concept
de iluminat mai“cald’, cu 2.700 Kelvin, este
mai favorabil pentru relaxare si calm.

16

Lumina ca soare artificial pentru Smart
City si agricultura urbana

Combinatia dintre tehnologia senzorilor si
iluminat permite concepte de iluminat
cuprinzatoare care combinad diverse sarcini.
Aici, LED-urile eficiente din punct de vedere
energetic si de lungd durata preiau ilumina-
rea zonelor interioare si exterioare. Sursele
de lumina pot fi controlate aproape in timp
real pentru a adapta intensitatea si culoarea
la situatia respectiva. Acest lucru sporeste
semnificativ siguranta atat in spatiile pri-
vate, cat si in cele publice, fiind, in acelasi
timp, mult mai eficient din punct de vedere
energetic decat iluminatul permanent. in
plus, LED-urile UV cu emisie speciald fac din
conceptul de agriculturd urbana o realitate

=5l RUTRONIK

— ELECTRONICS WORLDWIDE

pentru aproape orice oras. In special in zo-
nele exterioare, acest lucru ar putea fi com-
pletat de tehnologii de recoltare a energiei:
Aici, placile de pardoseala convertesc freca-
rea cauzata de pasi sau de miscare in ener-
gie care poate fi folosita pentru a alimenta
sistemele de senzori integrati.

Lumina deschide usile

Integrarea LED-urilor cu infrarosu de mare
putere, cum ar fi cele din gama de produse
OSLON® P1616 de la ams OSRAM, extinde
conceptul de securitate a orasului inteli-
gent, de exemplu, ca camere de vedere pe
timp de noapte, recunoastere faciald 2D
pentru autentificarea utilizatorilor si sone-
rii inteligente.

ElectronicaeAzinr. 10 /2022
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LABORATOR | Aplicatii de iluminat

Datorita dimensiunilor reduse de 1,6 mm X 1,6 mm, produsele
sunt perfecte pentru toate aplicatiile cu spatiu critic, mentinand
n acelasi timp performante optice, eficienta si fiabilitate ridi-
cate. Datorita gamei largi de temperaturi, de la -40 la +105°C,
acestea sunt potrivite pentru o gamad larga de aplicatii.
Aceasta gama de produse este, de asemenea, potrivita pentru
realizarea aplicatiilor de urmdrire a ochilor, care, de exemplu, per-
mit persoanelor cu o deficienta fizica sé participe din nou mai
activ si independent la viata sociala. Tehnologia IR este utilizata
in principal pentru a detecta fixarile (ochii rdman fixati pe un
punct pentru o perioada lunga de timp) si sacadarile (ochii se
misca rapid) si pentru a executa comenzi pe baza acestora. Un
scenariu de aplicare ar fi, de exemplu, navigarea prin meniuri pe
telefoane inteligente, computere si automate de vanzare, dar si
pentru deschiderea usilor si utilizarea sistemelor de plata.

Utilizarea luminii pentru a preveni risipa de alimente
Aceasta nu se referd doar la productia de vitamina D, care este
importantd pentru organismul uman. Cu ajutorul senzorilor in
infrarosu (IR) integrati in dispozitivele mobile, cum ar fi seria
ams OSRAM BIOFY®, este posibila verificarea prospetimii ali-
mentelor in orice moment — folosind spectroscopia IR. Astfel,
vor putea fi evitate cu usurinta eventualele probleme de
sandtate la nivelul stomacului, de exemplu. Aceasta tehnologie
este deja utilizata cu succes in industria alimentara si ofera,
prin urmare, o solutie fiabild si pentru contracararea risipei de
alimente. ams OSRAM ofera in acest scop emitatorul de banda
larga P1616 SFH4737, cu 0 gama spectrala de emisie de la 650
nm la 1050 nm, intr-un format deosebit de mic (1,6 mm x 1,6
mm X 0,9 mm), cu un unghi de emisie de 130° ceea ce
fnseamna ca lumina poate fi absorbita intr-o zona mai mare.
Spectrul larg si omogen al gamei de lungimi de undd permite
o acoperire larga a surselor de luminad infrarosie.

Lumina salveaza vieti

Senzorii de biomonitorizare permit, de asemenea, monitori-
zarea fara intrerupere a nivelului de oxigen din sange si a rit-
mului cardiac. In special in cazul persoanelor care au nevoie de
ngrijire, acest lucru inseamnd un pic mai multd libertate pentru
cei afectati, deoarece dispozitivele la indemana si, mai ales,
semnificativ mai mici, inlocuiesc dispozitivele de monitorizare
medicald, voluminoase. Un ceas inteligent discret nu il
deranjeaza pe purtator in viata de zi cu zi, dar oferd securitatea
necesara: Daca senzorul inregistreaza nereguli, se poate efec-
tuaimediat un apel de urgenta. De asemenea, este posibila de-
tectarea medicamentelor prin intermediul spectroscopiei IR,
un avantaj pentru asistentii medicali. Acesta este un atu pentru
personalul de ingrijire, deoarece varstnicii care trdiesc singuri
sunt adesea dezorientati atunci cand iau medicamente, ceea
ce poate duce la reactii periculoase. In cazul in care ceasul are
si un senzor de acceleratie care poate detecta o cddere si o
functie de pozitionare GNSS, cele mai apropiate servicii de
urgenta sunt alertate si primesc un scenariu de urgenta foarte
precis, fapt care economiseste destul de mult timp.

Lumina fluidizeaza traficul

Conceptele de mobilitate pentru un oras inteligent necesita
tehnologii fiabile si precise pentru a preveni accidentele, pen-
tru a garanta siguranta oamenilor si a animalelor si pentru a
crea o eficientd optima. LiDAR, de exemplu, este utilizat pentru
a masura distantele din jurul vehiculelor si, prin urmare,
distanta fata de potentialele obstacole. >
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nRF/7002

dual-band Wi-Fi 6
companion |C for the loT

The long-awaited Nordic Wi-Fi 6
companion IC, adds low-power Wi-Fi 6
capabilities to a host processor
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Tn senzorii LIDAR, o diodé laser IR pulsatorie
emite un impuls luminos. In cazul in care
acesta este reflectat de un obstacol, senzo-
rul il detecteaza. Distanta dintre senzor si
obstacol poate fi determinata in functie de
timpul dintre emisie si sosirea undelor lu-
minoase, numit ToF (time of flight).

O camera ToF poate contribui la cresterea
sigurantei la volan in interiorul unui vehicul,
de exemplu, prin monitorizarea soferului, a
pasagerilor si a obiectelor din habitaclu.
Apoi, sistemul poate detecta cand soferul
este neatent sau obosit inainte de produce-
rea unui accident. Monitorizarea interioru-
lui permite, de asemenea, detectarea
pozitiei capului si a corpului, de exemplu
pentru alinierea optima a airbagurilor;

de asemenea, poate fi utilizatd pentru a
controla comenzile prin gesturi. In afara ve-
hiculului, o solutie ToF poate sprijini con-
ducerea asistata si autonoma. Melexis a
dezvoltat un kit demonstrativ pentru ilumi-
narea in infrarosu in aplicatii ToF, special
pentru monitorizarea interiorului masinii.
Placa demonstrativa dispune de procesare
avansata pentru recunoasterea gesturilor
mainii si ofera o rezolutie inaltd a imaginilor
pentru clasificarea obiectelor.

Acest lucru o face potrivita nu numai pen-
tru recunoasterea gesturilor si pentru moni-
torizarea soferului, ci si pentru urmarirea
miscarii corpului, detectarea persoanelor si
a obstacolelor, precum si pentru monitori-
zarea traficului.

Ce se potriveste cel mai bine?

Aplicatie Tehnologie  LIDAR VCSEL
Agricultura urbana

Horticultura verticald

Huminat

Echipamente pentru vehicule
Sistemne de trafic
Urmarirea achilor
Controlul gesturilor
Control acces
Viziune pe timp de noapte
Spectroscopie

Industria alimentara
Procese de imprimare

Domeniul medical
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IR LED UV-LED

Placa demonstrativa este echipata cu o
dioda laser VCSEL (Verical Cavity Surface
Emitting Laser) din seria PV85Q de la Lextar.
Aceasta are o eficienta ridicata si o latime
de banda spectrala ingusta (1,8 nm). Dife-
ritele sale optiuni de putere optica permit
detectarea mai multor obiecte, asistenta
adancime 3D si detectarea prezentei.
Pentru siguranta ochilor, VCSEL-ul include
o fotodioda. Senzorul de imagine optic ToF
complet integrat MLX75027 VGA (640 X
480), este dotat cu tehnologia de pixeli
DepthSense®, 10 X 10 um.

Nu toata lumina este la fel

Datorita unui portofoliu extins de pro-
ducatori de LED-uri, Rutronik ofera solutia
optima pentru o gama larga de cerinte.
Tehnologiile asociate pentru managementul
termic, de exempluy, si, bineinteles, tehno-
logia senzorilor pot fi, de asemenea, furni-
zate de o singura sursa.

Expertii interdisciplinari ai Rutronik au astfel
o intelegere mai profunda a unui sistem
global complex. Acestia ofera consultanta si
insotesc implementarea unei solutii adec-
vate fiecarui caz in parte pentru realizarea
conceptelor de oras inteligent si de agricul-
tura urband si inteligenta.

= Rutronik

www.rutronik.com
=x| RUTRONIH

ELECTRONICS WORLOWIDE
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WURTH ELEKTRONIK MORE THANYOU EXPECT

TAKING THE NQISE
OUT OF

Noise free e-mobility Highlights
e-Mobility is no longer a question of tomorrow and the number of e-vehicles is Large portfolio of EMC components
increasing day by day. Handling EMI noise is becoming more and mare cru Design-in-support
when it comes to design new electronic devices and systems, Wiirth Elektronik Samples free of charge
offers a wide range of EMC components, which support the best possible EMI Orders below MOQ
suppression for all kinds of e-mobility applications. With an outstanding design-in Design kits with lifelong free refill
support, catalogue products ex stock and samples free of charge, the time to
market can significantly be accelerated. Besides ferrites for assembly into cables or
, Wirth Elektronik offers many PCB mounted ferrites and common mode .
chokes as well as EMI shielding products. ‘- ’

www.we-online.com/emobility
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SISTEME EMBEDDED

Pldcile carrier PXI 4HP PXI de la nVent cu modulele
COM de la congatec sunt mult mai plate decat
ansamblurile clasice de 8HP sau 12HP.

Controlere mai subtiri
pentru mai multe p\am
e masurare per sistem

Autor
Zeljko Loncaric | Product Marketing Manager
congatec

congatec

Sistemele de testare pentru productia de electronice sunt adesea constructii modulare,
care conecteaza mai multe placi bazate pe PCl Express. Ceea ce le-a lipsit pana acum

tehnicienilor care asambleaza astfel de sisteme modulare sunt placile CPU ultra-subtiri
care le-ar permite sa introduca mai multe placi de masurare intr-un sistem.
Datorita unei colaborari intre nVent si congatec, astfel de placi sunt acum disponibile.
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Utilizatorii PXI, expertiin sisteme de testare
si masurare, se concentreazd in primul rand
pe software-ul de testare si pe diferitele I/O-uri.
Controlerele centrale reprezinta pentru ei
un simplu mijloc de a ajunge la un scop.
Acesta este motivul pentru care ei folosesc
adesea un notebook standard sau un PC
de birou pentru a se conecta la un sistem
de masurare PXI care ofera doar placi de
expansiune. Alternativ, acestia pot utiliza
un modul controler PXI.

Totusi, deoarece acestea sunt proiectate, in
general, pentru a satisface nevoile oricaror
tipuri de aplicatii, asemenea dispozitive
sunt, adesea, supraspecificate.

Astfel, in prezent, majoritatea placilor PXI
3U au o ldtime de 8HP sau 12HP, chiar daca,
in principiu, ar fi suficient 4HP.

Module compacte COM Express cu

procesoare Intel Core

o ql

B0 HLg-
TR T

|
! O
rcongatec

| PXI Express pentru testare si masurare

Dar exista multe aplicatii in care spatiul este
limitat. De exemplu, sistemele 3U cu 8 sloturi.
Placile CPU cu latimi de 8HP sau 12HP pot
bloca rapid doua sau trei sloturi, ceea ce
inseamnad cd sistemele ar trebui ori sa fie mai
late, ori sa nu aiba suficiente sloturi de ex-
pansiune libere pentru a face fata tuturor sar-
cinilor de testare si masurare dintre cele mai
diverse. Prin urmare, de multe ori este prefe-
rabil sa se poata gazdui mai multe unitati
I/0 intr-un spatiu mai mic, pentru a evita
necesitatea de a construi sisteme cu doua
niveluri, care ocupa mai mult spatiu in rack.
O solutie standard a fost crearea de benzi
PCl Express suplimentare cu ajutorul unor
placi adaptoare, astfel incat un notebook
sau un PC de birou sa poata fi conectat prin
intermediul unor cabluri externe standard.

Doar benzile (lane-urile) PCle necesare pen-
tru configuratia sistemului PXI Express sunt
directionate cdtre backplane.

Pe panoul frontal, platforma subtire ofera
doar un DisplayPort pentru conectarea
ecranului, trei interfete USB si doua
interfete Ethernet. Addugati la acestea un
slot M.2 pentru SSD-uri rapide, iar setul de
caracteristici este complet.

Tn acest fel, nVent a reusit s& creeze un SBC
(computer pe o singura placd) PXI ultra-
subtire, dar puternic, care ofera functiona-
litatea de baza necesara pentru unitatea
centrala de procesare dintr-un sistem PXI.
Datorita designului modular, clientii pot
alege acum orice configuratie de procesor
Intel Core cu un TDP maxim de 15W.

Module compacte COM Express cu

procesoare Intel Atom

congatec

© congatec

Cele doud pldci purtatoare pentru modulele COM Express Compact si Basic de la congatec sunt disponibile
in prezent in 40 de seturi diferite, ludnd in calcul doar procesoarele actuale. Daca includem si predecesorii
disponibili pe termen lung, exista cel putin 100 de variante.

Mai putin inseamna, adesea, mai mult
Multe companii folosesc deliberat astfel
de controlere de 8HP sau 12HP foarte
specificate pentru a acoperi cat mai multe
cazuri de utilizare.

Totusi, acest lucru functioneaza doar atat
timp cat spatiul nu reprezintd o prioritate
critica. Sau atat timp cat numarul de sis-
teme de masurare specializate necesare
nu este atat de mare incat sa fie nevoie sa
se ia in considerare cheltuiala cu fiecare
placa de conectare pentru a mentine cos-
turile la un nivel scazut.

www.electronica-azi.ro u n m

Cu toate acestea, astfel de modele de siste-
me sunt greoaie si reprezintd, intotdeauna,
doar o improvizatie.

Un concept castigator de COM si placa
purtatoare (carrier)

Pentru a rezolva problema spatiului, nVent
si-a unit fortele cu congatec pentru a dez-
volta o placa carrier PXI 3U de 160 mm pentru
modulele COM Express Compact. Initial, este
optimizata pentru conga-TC175 pentru a rea-
liza un controler puternic sicompact bazat pe
procesoare Intel Core din generatia a 7-a.

De asemenea, a rezultat un design foarte
plat de 4HP, incluzand si sistemul de racire.

Diversitatea este cheia

Conceptul a fost extins acum pentru a in-
clude o varianta care integreaza modulul
conga-TS370 COM Express Basic.

Suportand solutii de procesoare Intel Core
din generatia a 8-a cu pana la 6 nuclee,
aceasta varianta permite configuratii de
sisteme intregi — chiar si cu masini virtuale.

>
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m PXl Express pentru testare si mdsurare

>

O astfel de scalabilitate ridicata, fara a fi
nevoie de o reproiectare chiar si intre
generatiile de procesoare, reprezinta un
avantaj urias pentru utilizatori, deoarece
acestia trebuie doar sa schimbe modulul
pentru a scala performanta controlerului.
Acest concept de COM si placa purtatoare
permite, de asemenea, implementarea
eficienta din punct de vedere al timpului
si al costurilor a unor variante individuale
pentru sisteme de testare mai mari, ceea
ce face ca modulele de controler bazate
pe COM Express sa fie o solutie foarte
atractiva pentru sistemele PXI.

O

COM & Carrier Designs
One supercomponent
Open standard
Application ready BSPs
Comprehensive design-in support

Large ecosystem

Efficient re-use of existing
building blocks

Long term availability

High design security

Short time-to-market
High scalability

&
®
G\‘ Low development costs

|£I| Easy upgrades

ILLI Ideal for small to medium series

e

Si una pe care furnizorii de controllere PXI
complet personalizate ar putea probabil
sd o intreaca doar in ceea ce priveste cos-
turile pentru seriile de masa.

In plus, acest concept accelereaza, totodat,
implementarea de noi procesoare, deoa-
rece modulele sunt, de cele mai multe ori,
primele produse care suporta cea mai
recentd tehnologie de procesor embedded.

In sfarsit, acest design compact este, de

asemenea, mai eficient din punct de vedere
al costurilor decat SBC-urile complexe de

8HP sau 12HP.

Full Custom Designs

Complex BOM

Proprietary processor
implementation

< /> Complex implementation of
hardware-related software
A s -
20 Limited support options
=1

No community

Wheel reinvented every time

Complex lifecycle management

Greater risk of design errors

High NRE costs

Long development cycles

Each variant a new product

Always a new design

More complex than COM & carrier
fusion

COM & carrier fusion for large series

© congatec

Avantajele modulelor COM Computer-on-Module) dintr-o privire.
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Clientii beneficiaza in plus de o scalabilitate
mai largd, putand echilibra costurile si
performantele mai precis cu sarcinile de
masurare reale, deoarece exista semnifica-
tiv mai multe variante in cadrul unei serii de
module ale unei generatii de procesoare
decat ar putea oferi vreodata un producator
de placi CPU PXI cu modele complet per-
sonalizate. Per ansamblu, aceasta este o
abordare foarte atractiva pentru a construi
sisteme de testare personalizate pentru
productia de electronice.

Perspective de viitor

nVent estimeaza ca exista potential pentru
a oferi astfel de modele de controlere
modulare de testare si masurare si pentru
standardele AXI si VXI.

Tmpreund cu standardul dominant PXI,
acestea reprezinta aproximativ 78% din
piata de instrumente modulare, care se
preconizeaza cd va ajunge la o suma
impresionanta de 3,11 trilioane USD pana
in 2027 — o parte considerabila din aceasta
cerere provenind din industria electronica
si a semiconductorilor.

= congatec
www.congatec.com

O

congatec

Despre congatec

congatec este o companie tehnologica
cu o crestere rapida, care se concentreaza
pe dezvoltarea de produse embedded si
edge computing. Modulele de calcula-
toare de inalta performantd sunt utilizate
intr-o gama larga de aplicatii si dispozitive
din domeniul automatizarilor industriale,
al tehnologiei medicale, al transporturilor,
al telecomunicatiilor si din multe alte
domenii verticale.

Sustinuta de actionarul majoritar DBAG
Fund VIII, un fond german de pe piata
medie axat pe afaceri industriale in
crestere, congatec beneficiaza de expe-
rienta in domeniul finantarii si al fuziunilor
si achizitiilor pentru a profita de aceste
oportunitati de piatd in expansiune.

congatec este liderul pietei globale pe
segmentul de computere pe modul, avand
o baza excelenta de clienti, de la start-up-
uri la companii internationale de top.

Mai multe informatii sunt disponibile pe
site-ul https://www.congatec.com sau prin
intermediul LinkedIn, Twitter si YouTube.
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LABORATOR | Circuite inte

estionare a puterii (PMIC)

Farnell comercializeaza cel mai
recent cip pentru managementul
puterii de la Nordic Semiconductor

Farnell, o companie Avnet si distribuitor
global de componente, produse si solutii
electronice, dispune acum de cel mai re-
cent cip pentru managementul energiei
de la Nordic Semiconductor, nPM1100.
Noul circuit integrat de gestionare a pute-
rii (PMIC) ofera un raport eficienta/dimen-
siuni mai mare decat orice alta solutie
PMIC disponibila pe piata si o utilizare a
suprafetei placii de circuit imprimat (PCB)
de numai 23 mm?. PMIC-ul cu factor de
forma foarte mic este solutia ideala pentru
aplicatiile cu spatiu limitat, inclusiv pentru
incarcarea bateriilor si furnizarea de ener-
gie in produse wireless portabile si purta-
bile avansate, precum si in dispozitive
medicale conectate.

BT a® - ot

Proiectantii de produse wireless de mici di-
mensiuni se straduiesc sa mareasca durata
de viata a bateriei si sa adauge functiona-
litate fara a mari factorul de forma. Adauga-
rea unei capacitati suplimentare a bateriei
implica o penalizare in ceea ce priveste vo-
lumul fizic, ceea ce face ca singura modali-
tate de a obtine imbunatatiri ale duratei de
viatd a bateriei si ale functionalitatii sa fie
cresterea eficientei energetice. Noul PMIC
nPM1100 de la Nordic Semiconductor
reuseste acest lucru prin combinarea unui
factor de formd mic cu o inalta integrare si

o conversie eficienta a puterii, permitand
proiectantilor sa obtina o durata de viata
mai lungd a bateriei sau o capacitate de ali-
mentare mai mare fara a creste dimensi-
unea fizicd a componentelor electronice.
nPM1100 este un PMIC dedicat ce dispune
de un regulator buck configurabil dual-mode
foarte eficient si de un incarcator de baterie.
Acesta este proiectat ca 0 componenta com-
plementara pentru seriile NnRF52° si nRF53°
de sisteme pe cip (SoC) de la Nordic Semi-
conductor, care permit furnizarea fiabila a
puterii si o functionare stabild, maximizand
in acelasi timp durata de viatd a bateriei prin
eficienta ridicatd si curenti de repaus scazuti.
Dispozitivul nPM1100 poate fi, de aseme-
nea, utilizat ca dispozitiv PMIC generic.

& NORDIC

SEMICONDUCTOR

Nordic Semiconductor joaca un rol cheie in
realizarea viitorului wireless si se angajeaza
cu pasiune in tehnologia wireless cu consum
ultra-redus de putere. Nordic Semiconductor
a fost infiintata in 1983 si are peste 1300 de
angajati in intreaga lume.

Compania norvegiana este specializata in
tehnologia de comunicatii wireless care ali-
menteaza dispozitive de tip loT (Internet of
Things). Nordic Semiconductor este lider de
piatd cu solutii Bluetooth Low Energy pre-
miate, care deschid calea unor noi aplicatii
wireless cu consum ultra-redus de putere.

Farnell oferd o gama extinsa de produse din
portofoliul sdu cuprinzator de semiconduc-
tori pentru a sprijini inginerii proiectanti.
Clientii au, de asemenea, acces gratuit la
resurse online, fise tehnice, note de aplica-
tii, videoclipuri, seminarii web si asistenta
tehnica 24/5.

Principalele beneficii oferite de noul
PMIC nPM1100, disponibil acum pentru
livrare rapidd de la Farnell, includ:

« Incércare si alimentare a bateriei prin USB
combinate cu o implementare compacta
pe PCB, incluzand componente pasive si
oferind o eficienta de conversie a puterii
de pana la 92%.

- Incércatorul de baterie integrat este pro-
iectat sa incarce bateriile litiu-ion si litiu-
polimer la o tensiune de terminare a incar-
carii selectabila la 4,1 sau 4,2V, suportand
chimii de celule cu o tensiune nominala
de 3,6 si, respectiv, 3,7V.

« Selectare automata a trei moduri de in-
carcare: incarcare continua automatd, cu-
rent constant si tensiune constanta.

« Compatibilitate care permite incdrcarea
bateriilor prin USB cu detectarea automata
a portului.

« Configurare 100% prin pin, fara a fi nevoie
de software.

« Prelungeste durata de viata a bateriei
oricdrei aplicatii bazate pe SoC din seria
nNRF52° sau nRF53° care utilizeaza o baterie
reincarcabila.

« Ofera curent suficient atat pentru SoC, cat
si pentru orice circuit suplimentar.

Noul PMIC nPM1100 de la Nordic Semi-
conductor este disponibil pentru livrare
rapida de la Farnell in EMEA, Newark in
America de Nord si element14 in APAC.
= Farnell &% Farnell
https://rofarnell.com eI

Simon Meadmore, Vicepresedinte al departamentului de gestionare a produselor si furnizorilor la Farnell, declard: “Suntem incantati
sd vedem cd Nordic Semiconductor revolutioneazd piata PMIC-urilor cu un astfel de produs care schimbd regulile jocului. Nevoia de
dispozitive wireless purtabile profesionale inovatoare si compacte si de aplicatii conectate pentru uz medical creste exponential.
Dispozitivele medicale conectate pentru utilizare in spitale sau la domiciliul pacientilor oferd multe oportunitdti noi. Acest nou PMIC ofera
proiectantilor o noud armd pentru cresterea livrdrii de energie si a eficientei intr-o capsuld economicd, cu factor de formd ultra-redus.”

www.electronica-azi.ro u “ m

23



Cea mal mare
problema care
complica eforturile
de proiectare

Autor: Dave Doherty | President
Digi-Key Electronics

La inceputul anului, am incheiat un parteneriat cu Molex in vederea efectuarii
unui sondaj in randul inginerilor proiectanti cu privire la provocarile specifice cu
care se confrunta.

Starea lantului de aprovizionare

Conform rezultatelor sondajului si fara sa surprinda pe nimeni, problema numarul
unu care complica eforturile de proiectare ale inginerilor este lipsa de disponibilitate
a produselor din cauza cererii crescute si a lanturilor de aprovizionare perturbate.
In concordanta cu aceste provocari, s-a raportat ca principalul set de competente
dorite a fost o mai mare constientizare a lantului de aprovizionare la inceputul
ciclului de proiectare, pentru a facilita eforturile de achizitie si productie din aval.
Lanturile de aprovizionare sunt retele complexe care nu sunt intotdeauna usor de
actualizat. Intreruperile au provenit din mai multe surse: disponibilitatea materiilor
prime si a metalelor, inchideri de fabrici, blocaje logistice si multe altele. Furnizorii si
distribuitorii au incercat sa reactioneze oferind informatii suplimentare, insa planifi-
carea a fost in continuare dificila, fara a putea avea incredere totald in termenele de
confirmare. Inginerii proactivi integreaza cat mai multa flexibilitate in proiectele lor,
asigurandu-se ca sursele alternative figureaza pe listele de furnizori aprobati.
Site-urile web, precum cel al Digi-Key, prezinta referinte incrucisate, variante alter-
native de ambalare, piese similare si posibilitatea de a afisa cautari de produse in
sens invers, unde puteti deselecta parametrii mai putin critici ai componentei do-
rite pentru a gasi produse care corespund celor mai importanti parametri. Ultima
piesa din acest puzzle este asigurarea unei vizibilitati cat mai mari a previziunilor
pe termen lung. Transmitem, apoi, aceste informatii agregate furnizorilor pentru
planificarea capacitatii lor si pentru a anticipa mai bine decalajele care pot apdrea
in neconcordanta dintre cerere si oferta.

Anul 2022 va fi cel mai bine amintit ca fiind anul “surubului de aur” - un termen uti-
lizat pentru a descrie o situatie in care o singura componentd, sau un numar limitat
de componente, blocheaza intreaga vedere. Termenul provine din realitatea cd mai
multe piese, impreuna, sunt necesare pentru a finaliza un proiect, iar absenta uneia
dintre ele duce laimposibilitatea de a construi produsul. Acest fapt provoaca un mix
de probleme legate de stoc si are ca rezultat dezechilibrul pe care il vedem acum, in
care multi clienti si distribuitori creeaza stocuri excesive, dar nu sunt in masura sa
satisfaca cererea clientilor din cauza lipsei acestor cateva componente esentiale.

In prezent, aceste “suruburi de aur”au constat in familii de tehnologii precum micro-
controlerele si produsele de putere. Privesc cu mai mult optimism faptul ca micro-
controlerele bazate pe CMOS isi vor reveni mai repede decat alte produse precum
carbura de siliciu sau dispozitivele de putere create pe plachete traditionale de 6 sau
8 inci. Orice crestere a capacitatii pare sa fie absorbita de nevoile industriei auto.

Experienta clientilor

Clientii din intreaga lume ne-au transmis cd isi doresc produse care sa ajungd mai re-
pede, sd fie mai mici si mai ieftine. Nu anticipam ca aceste asteptari se vor schimba in
viitorul apropiat si credem ca Legea lui Moore este inca vie si va continua sd raspunda
acestor nevoi. Sondajul a aratat ca aproximativ 65% dintre ingineri au declarat ca in-
strumentele de proiectare imbunatatite conduc sau le simplificé eforturile de proiec-
tare. Marele progres in acest domeniu a fost schimbul de informatii intre furnizori si
distribuitori si incercarea de a face ca toate informatiile sa fie mult mai raspandite.
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Intelegem c&, atunci cand clientii cautd o gama larga de
produse la inceputul cercetarii lor, acestia au tendinta de a
incepe de la un distribuitor. Atunci cand doresc cele mai
profunde si mai bogate informatii, nu exista un loc mai bun
decat cel al producatorului. Mai degraba decat sa stocam o
mare parte din informatiile furnizorului pe site-ul nostru
web, oferim link-uri direct cdtre furnizor, astfel incat sa puteti
fi siguri ca accesati cea mai recenta revizuire a unei fise
tehnice sau a unei note de aplicatie. Alte tipuri de informatii
includ imagini 2D sau 3D ale componentelor, precum si
simboluri schematice si amprente. Conectam aceste
informatii la diverse platforme EDA pentru a va permite sa
va continuati eforturile de proiectare fara a fi nevoiti sa
“sariti” de la un site la altul.

Ne-am reproiectat experienta de cautare, deoarece numarul
de repere pe care le oferim a crescut de la cateva sute de mii
la cateva milioane. iIncorporam o logica de “cautare fuzzy” si
vom introduce o experientda mai buna de cdutare atat a
continutului, cat si a anumitor coduri de componente.

In sfarsit, continudm sa investim si s ne imbunatatim mo-
torul de estimari. Cu exceptia unor perioade foarte neobis-
nuite (cum este cea de acum), majoritatea previziunilor
noastre vin din utilizarea trecuta fatd de estimarile viitoare
ale clientilor. Incorporam invatarea automata pentru a putea
face previziuni in functie de numarul de componente pentru
intreaga noastra gama larga de produse acceptate, ceea ce
este mult mai eficient decat mijloacele anterioare pentru a
incerca sa prezicem tendintele si tiparele variabile de utili-
zare. Observam deja o prognoza mai buna pentru produsele
nou introduse, care incorporeaza informatii si modele din
familia anterioara de produse pe care aceste dispozitive nou
introduse le inlocuiesc.

In multe cazuri, clientii nostri doresc o experienta digitald
fara frictiuni; posibilitatea de a se autoservi 24/7. Investind
continuu in noi instrumente, putem creste viteza, acuratetea
si capacitatea de reactie prin incorporarea solicitarilor API,
care extrag cele mai exacte informatii in timp real, in mo-
mentul solicitdrii. Strategia noastra este de a lansa aceste

pastreze caracterul familiar pentru utilizator, continuand in
acelasi timp sa imbunatatim experienta clientilor.

Intelegem ca rolul nostru este acela de a fi o punte de
legdtura intre noua tehnologie introdusa in mod constant
de cei 2.300 de producatori pe care ii sustinem si cei peste
700.000 de clienti care cauta sa lanseze cele mai competitive
si inovatoare produse de pe glob.

2023 si mai departe

Privind in viitor, inginerii vor trebui sa caute in continuare
flexibilitatea inca din faza incipientd a proiectelor lor, sd aiba
in vedere alternative si sa apeleze la parteneri distribuitori
si furnizori. Suntem aici pentru a va alimenta inovarea si
suntem atenti la reactiile pe care ni le ofera clientii nostri.
Suntem impreund, prin provocdri si oportunitati, in timp ce
continuati sa construiti masinile si dispozitivele care propul-
seaza in viitor industrii precum cea a sanatatii, a automo-
bilelor, a energiei, 5G si loT.

m Digi-Key Electronics
www.digikey.ro
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Articolele de presa care evidentiaza siste-
mele si aplicatiile compromise devin un eve-
niment obisnuit la nivel global. Hackerii si
atacatorii sunt experti in cautarea punctelor
slabe ale securitdtii unui sistem si in colabo-
rarea cu altii pentru a realiza un atac reusit.

Atacurile nu trebuie sa implice intotdeauna
perturbarea unui sistem sau a unui proces
industrial. Initial, poate include incercarea
de a fura proprietatea intelectuala a firm-
ware-ului, cheile criptografice si alte date
confidentiale ale utilizatorului. Inarmarea
cu astfel de informatii permite urmatoarea
faza a unui atac.

O implementare de tip loT (Internetul lucru-
rilor)/lloT (Internetul industrial al lucrurilor)
este deosebit de vulnerabila la atacuri. O
implementare lloT la scard larga poate avea
sute de dispozitive conectate responsabile
de managementul unui proces industtrial,
iar multe dintre acestea se pot afla in locatii
indepartate accesibile unui atacator.

26

In contextul in care conectivitatea prin cablu si wireless este
acum omniprezenta, implementarea securitatii in proiectarea
oricarui dispozitiv nu mai este o idee de ultima ora. O abordare
coerenta si robusta a securitatii este esentiala si ar trebui sa
devina o parte intrinseca a specificatiilor initiale de proiectare.

Compromiterea unui singur dispozitiv ar
putea fitot ceea ce este necesar pentru a pune
in pericol un intreg proces de productie.
(Vedetifigura 1). Consecintele unui atac reusit

Un atacator poate lansa un
atac asupra unui proces indus-
trial important de la un singur
senzor loT compromis.

Unsecure
Device

\ Corrupted system

Services provider

E[E
o

——#= Attack propagation a
[ ]

asupra unui proces industrial sau al unui ser-
viciu de utilitate publica variaza, de la pro-
vocarea unor perturbari pe scard largd pana
la producerea de victime omenesti.

© STMicroelectronics
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Intelegerea spectrului de amenintari

Tabelul 1 ilustreaza cele patru categorii de
tipuri de atac pe care le are la dispozitie un
atacator. Metodele hardware necesita acces

fizic la sistemul embedded, cea maiinvaziva
dintre acestea necesitand accesul la placa
PCB silacomponentele sistemului. Tn schimb,
multe dintre metodele de atac software nu
au nevoie ca agresorul sa aiba sistemul in
apropiere. Atacurile software de la distanta
asupra sistemelor embedded devin din ce in
ce mai atractive, reducand probabilitatea de
detectare. Un alt aspect al unor vectori de
atac este acela ca sunt relativ simplu de reali-
zat si necesita costuri minime.

| Vulnerabilitatea dispozitivelor loT / lloT

Este un vector de atac relativ ieftin, care se
bazeaza pe partajarea cunostintelor si pe
accesul la un computer. Programele mal-
ware pot face parte dintr-un proces iterativ
de accesare a unui sistem, descarcand mai
intai chei criptografice sau deschizand
porturi de comunicatie securizate anterior.
Atacatorii pot injecta programe malware
prin interfete fizice, cum ar fi portul de
depanare al sistemului sau pot crea o versi-
une corupta de actualizare a firmware-ului
pentru ca sistemul sa o aplice automat.

Atacuri hardware

Atacurile de tip side-channel (SCA) necesita
acces la hardware-ul sistemului embedded,
dar nu sunt invazive. Analiza diferentiala a
consumului de putere presupune monitori-
zarea atenta a consumului de putere al sis-
temului pe parcursul functiondrii acestuia.
In timp, este posibil sa se determine ce
caracteristica din sistem functioneaza pe
baza modificarilor consumului de putere.
Este posibild intelegerea comportamentului
intern al dispozitivului si a arhitecturii sale
software la un nivel granular. Glitching-ul
rapid de alimentare este o alta tehnica uti-
lizatd pentru a forta un sistem embedded sa
intre intr-o stare de eroare in care porturile si

@)

peste puterile celor mai multi atacatori si,
de regulg, celor care doresc sa fure proprie-
tatea intelectuala.

Atacuriin retea

Un atac de tip “man in the middle” (MITM)
presupune interceptarea si ascultarea comu-
nicatiilor dintre un dispozitiv embedded si
un sistem gazda. Aceasta abordare ar permite
preluarea datelor de conectare la gazda si
recoltarea cheilor criptografice. In cele mai
multe cazuri, un atac MITM este dificil de
detectat. Cu toate acestea, criptarea datelor
si utilizarea protocoalelor IPsec ofera un
mijloc eficient de contracarare a unor astfel
de vectori de atac.

Importanta criptografiei

Cea mai populara metoda de comunicatie
criptografica utilizata cu sistemele embed-
ded in scopuri de autentificare utilizeaza o
infrastructura cu cheie publica (PKI). Auten-
tificarea confirmd identitatea expeditorului
mesajului. Printre cei mai comuni algoritmi
de criptare PKI se numara RSA (numit dupa
numele fondatorilor Rivest, Shamir si Adleman)
si criptografia cu curbad eliptica (ECC).
Aceasta functioneaza pe baza unei perechi
de chei, una privata si una publica, care au

' O

/" Publickey A @

v

Private key A

John Doel

Schimbul de mesaje utilizand
infrastructura cu cheie publicd.

Retea & Hardware Hardware
comunicatii neinvaziv invaziv

Only John Doe1 could have
written this

John Doe2
Publickey A John Doe3

© STMicroelectronics

o relatie asimetricad. Autorul pastreaza cheia
privatd, dar partajeaza cheia publica cu ori-
cine doreste sa partajeze un mesaj criptat.

Malware “Man in the middle”  Port de depanare Inginerie inversa (Vedeti figura 2).

Interceptare Bruiaj de semnal Atac canal lateral Examinarea Oricine detine cheia publica poate decripta
(Eavesdropping) & (analiza consumului de  dispozitivelorde  un mesaj criptat cu cheia privata. in figura 2,
acces la jurnale (logs) putere al dispozitivului) siliciu John Doe2 poate cripta un mesaj cu cheia
Slabiciuni ale Schimbarea DNS  Defectiuni de alimentare ~ Modificarea publica si il poate trimite lui John Doet1, care
protocolului (Power glitching) dispozitivului il poate decoda cu ajutorul cheii private. Cu
S W . . toate acestea, JohnDoe3 nu ar putea citi

upraincarcare buffer Injectare de erori . ) .

mesajul destinat lui John Doe1.
Forta bruta
© Mouser

Atacuri software

Malware denumeste orice software injectat
intr-un sistem embedded pentru a prelua
controlul sistemului si a obtine acces (sau a
modifica) functiile software, interfetele si
porturile sau pentru a accesa memoria sau
registrii microcontrolerului.

www.electronica-azi.ro u ﬂ m

Vectorii potentiali de atac pentru compromiterea unui
sistem embedded se impart, in linii mari, in patru categorii.

interfetele de depanare nu mai sunt securizate.
Atacurile invazive la nivel de hardware
necesita investitii semnificative in timp siin
echipamente specializate. De asemenea,
acestea necesita o cunoastere aprofundata
atehnologiilor de proiectare si de procesare
a semiconductorilor, care, de obicei, sunt

Un alt aspect al criptografiei este confirma-
rea cd mesajul in sine nu a fost modificat in
timpul transmiterii. Algoritmii de hashing
verificd integritatea mesajului. Un digest
(un flux de biti de lungime fixd) este creat din
mesaj si trimis destinatarului impreund cu
mesajul. Retineti ca atacatorii nu pot recrea
mesajul din digestul hash. Algoritmii de hash-
ing populari includ MD5 si SHA-1/2/3.  »

27



SISTEME EMBEDDED

m Implementarea securitatii intr-un dispozitiv loT

>

Addugarea unei semnaturi, creata cu ajuto-
rul unui algoritm cu cheie publicd, adauga
autentificare la integritatea hashing-ului -
(Vedeti figura 3).

O Message

Un set similar de caracteristici ofera si
STM32Trust — (Vedeti figura 4). Functiile
disponibile pe microcontrolerele fiecarui
furnizor depind de dispozitiv.

KL | @

John Doe1 HASH Digest > = John Doe2
Private Public ”
4 key key 'é
Signature Signature %
e
S

Addugarea autentificdrii la integritatea mesajului

utilizénd un algoritm de cheie publica PKI.

Implementarea securitatii embedded
Pentru a ajuta dezvoltatorii de sisteme
embedded sa implementeze functii de
securitate fiabile si robuste in noile proiecte,
furnizorii de semiconductori ofera functii si
structuri (framework-uri) de securitate bazate
pe hardware. Printre exemple se numara
Secure Vault de la Silicon Labs si STM32Trust
de la STMicroelectronics (ST). SecureVault,
si STM32Trust sunt certificate conform PSA
(Platform Security Architecture) Level 3. PSA
este un parteneriat de certificare industrialg,
fondat initial de Arm, dar care in prezent
reprezinta o colaborare globald a compani-
ilor de semiconductori, a organizatiilor de
certificare si a laboratoarelor de evaluare a
securitatiiembedded. Tabelul 2 prezinta lista
completa a functiilor disponibile in Secure
Vault, de la functii criptografice esentiale la
contramasuri DPA mai avansate si functii de
gestionare securizata a cheilor.

Conceptele de baza ale securitatii embed-
ded utilizate in cele doua framework-uri
sunt, in esentd, aceleasi, desi fiecare furnizor
poate implementa o caracteristicd intr-o
maniera specifica. De exemplu, Secure
Vault, Secure boot cu caracteristica “root of
trust” utilizeaza codul initial de pornire din
ROM-ul imuabil (gated ROM) al dispozitivu-
lui. Orice atacator nu va putea modifica
codul de pornire pastrat in pastila de siliciu,
astfel incat dezvoltatorii pot avea incredere
in aceasta etapa de pornire cu un grad
foarte ridicat de incredere. Codul din ROM
este considerat ca fiind radacina de incre-
dere si serveste la validarea semnaturii
urmatoarei sectiuni de cod care urmeaza sa
fie incarcatd; aceasta se numeste First Stage
Bootloader — (Vedeti figura 5). Prima etapa
valideaza apoi semnatura celui de-al doilea
stadiu al bootloaderului, verificand mai intai
daca sunt disponibile actualizari semnate.

Bootloaderul din a doua etapa verifica, de
asemenea, daca exista actualizari semnate
OTA (over-the-air) pentru codul aplicatiei
fnainte de a-l executa.

O altd caracteristica a Secure Vault este
functia Anti-Rollback Prevention, care asigura
ca doar noile actualizdri firmware semnate
opereazad pe dispozitiv. Aceasta caracteristica
impiedica un atacator, care ar putea cunoaste
vulnerabilitatile din versiunile mai vechi de
firmware, sa le incarce pentru a le exploata
si a compromite dispozitivul.

ST utilizeaza diverse metode de monitori-
zare a sistemului care ofera protectie ASH
(Abnormal Situation Handling) pentru ges-
tionarea situatiilor anormale. Printre acestea
se numara detectia avansata tamper (actiuni
externe de pdtrundere fortatd in sistem), de
exemplu, linii de alimentare cu tensiune
anormal de joasa, deconectarea ceasului ex-
tern sau atacuri DPA (differential power attacks)
de analiza diferentiald a puterii consumate.
De asemenea, are loc monitorizarea tempe-
raturii dispozitivului. Impreund, aceste forme
de detectie evidentiaza daca un atacator
incearca sa creeze o stare de defectiune sau
sa forteze circuitul integrat intr-un mod care
[-ar putea face vulnerabil. Mecanismele de
raspuns programabile la un potential vector
de atac de manipulare includ intreruperi,
resetari sau stergerea cheii secrete.
STM32Trust si Secure Vault protejeaza por-
turile de depanare si alte interfete periferice
impotriva atacurilor. Aceste porturi si inter-
fete ofera acces la resursele unui dispozitiv,
inclusiv la memorie, CPU si registri. Depana-
rea oricdrui sistem embedded este esentiala
pentru orice proiect, dar accesul la un port
de depanare este adesea restrictionat
pentru a mentine securitatea dispozitivului.

Feature

True Random Number Generator
Crypto Engine

Secure Application Boot

Secure Engine

Secure Boot with RTSL

Secure Debug with Lock/Unlock
DPA Countermeasures
Anti-Tamper

Secure Attestation

Secure Key Management

Advanced Crypto

Base
v

v

Mid High
v v
v v
v v
VSE/HSE HSE
v v
v v
Optional v
r v
i v
8
S
o v :
- v 3
°

LELIE WA Functiile disponibile in structura de securitate embedded Secure Vault de la Silicon Lab.
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STM32Trust simplifies risk mitigation strategies thanks to:

« Mitigation with ready to use Security Functions & Services

[ Vulnerabilities

| Vulnerabilitatea dispozitivelor loT / lloT

STM32Trust Security Functions

= Pre-analyzed threats and vulnerabilities l

Identification / Authentification / Attestation J

Application Life Cycle

Secure Manufacturing

Software IP Protection

[ Dataconfidentiaiity |

Device identity

Silicon Device Life Cycle

Data

Secure Install / Update

Connectivity

Isolation

Data integrity Software & Updates
Denial of Service Debug access
Impersonation Secret storage
Life Cycle

Abnormal Situation Handling

System trust Software copy

Secure Boot

|
|
|
}
|
|

Monitoring

License fraud

Crypto Engine

Shared memories |

Cloning

1 @®0

\

I
[
l
[ Software integrity
]
|
]
|

|
|
|
|
Marware Intrusion |
|
|
|

|
|
|
|
|
Secure Storage |
|
|
|
|
Audit / Log |

| Open Communication

Untrusted environment J

© STMicroelectronics

[GEMEX] Setul de functii al framework-ului de securitate STM32Trust de la STMicroelectronics.

- ___—— DualCore Architecture —
-— L

Secure Element
Core

Bootloader

First
Stage

Second

Stage

Bootloader

Application
Secure Core

Application

Code

Immutable memory, check

secure element bootloader

code (SEB), can update SEB
code

Check second stage
bootloader code (SSB), can
update SSB code

Check application code, can
update application code

Execute trusted application
code against immutable
memory and through ful

chain of trust

T

[EEMEE Pornirea securizatd - Secure Vault - cu o functie de rddécind de incredere.

Protectia memoriei SRAM incorporate este
0 altd caracteristica esentiala a STM32Trust si
ofera functii de stergere automatd a memoriei
SRAM in cazul in care se detecteaza un
eveniment anormal.

Atat dispozitivele STM32Trust, cat si Secure
Vault dispun de un generator de numere
aleatorii (RNG) certificat de NIST (National
Institute of Standards and Technology). Un
RNG eficient este o cerintd fundamentala
pentru orice proces criptografic. Un genera-
tor de numere aleatorii care nu genereaza
un numadr cu adevarat aleatoriu inseamna
ca un eventual atacator ar putea exploata

www.electronica-azi.ro u n m

descoperirea secventei de numere aleatorii,
ceea ce ar duce la un protocol de securitate
vulnerabil la atac.

Securizarea unui dispozitivembedded
Incorporarea unui grad ridicat de securitate
intr-un sistem embedded este vitala. Pentru
majoritatea dezvoltatorilor de sisteme em-
bedded, incercarea de a invata sa realizeze
acest lucru de la zero este o sarcina foarte
descurajanta si consumatoare de timp. Cu
toate acestea, furnizorii de semiconductori,
precum Silicon Labs si ST, au dezvoltat frame-
work-uri de securitate bazate pe hardware

© STMicroelectronics

si firmware certificate PSA pentru microcon-
trolerele lor, care simplifica foarte mult acest
proces. Implementarea securitatii pe baza
unuia dintre aceste framework-uri ajuta la
accelerarea ciclurilor de proiectare si permite
dezvoltatorilor sa se concentreze in conti-
nuare asupra sarcinilor de bazd ale aplicatiei.

= Mouser Electronics
https://ro.mouser.com
Distributor autorizat
Urmadreste-ne pe Twitter

1] MOUSER
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2 diferenta
restin ADC integrat si

~ inADC independent?

CARE ESTE CEL MAI POTRIVIT 4
PENTRU APLICATIA MEA? .

Acest articol explica modul in care difera functiile analogice
integrate si cele de sine statatoare in ceea ce priveste
proiectarea si testarea si ce inseamna acest lucru din punct
de vedere al specificatiilor, variatiei si robustetii dispozitivului.
Deoarece functia analogica este o categorie foarte larga, iar
convertorul analog-numeric (ADC) se afla in centrul oricarei
proiectari de semnal mixt, ne vom concentra pe ADC-uri

Autor:

Iman Chalabi

Product Marketing Engineer,
Mixed Signal Linear Business Unit
Microchip Technology

e

MicrocHIP

Sistemele distribuite complexe de astazi
achizitioneaza si analizeaza tot mai multe
date analogice, oferind, in acelasi timp,
capabilitati de monitorizare si diagnosticare.
Pe masura ce aceste sisteme devin din ce in
ce mai complexe, nevoia criticd de a masura
cu precizie semnalele analogice continua sa
creasca. Pentru a satisface mai bine aceste
cerinte de precizie, proiectantii sunt adesea
nevoiti sa aleaga intre un microcontroler
(MCU) cu un convertor analog-digital inte-
grat (ADC) sau un ADC de sine statator.

Asadar, care este diferenta dintre un ADC

integrat si un ADC independent si care este
mai bun pentru aplicatia voastra?

30

pentru a face aceasta evaluare.

In primul rand, s& explordam compromisu-
rile de performanta dintre ADC-urile inte-
grate si cele independente, apoi putem
determina cum sa facem alegerea potrivita
pentru aplicatia voastra.

ADC-uri integrate:

Compromisuri de performanta
TEHNOLOGIA DE PROCESARE

Sa privim ADC-ul din perspectiva ingineru-
lui proiectant de circuite integrate (IC) care
elaboreaza proiectul bazandu-se pe un ADC
integrat. Deoarece ADC-ul este un periferic
al microcontrolerului, un proiectant care
foloseste un ADC integrat va avea tendinta
de a utiliza un proces compatibil cu micro-

controlerul, cum ar fi un proces de 28 nano-
metri cu geometrie mica, care ofera o den-
sitate digitala buna si tranzistori de mare
viteza pentru microcontroler.

Desi procesul cu geometrie micd poate re-
duce, in egala masurd, dimensiunea ADC-
ului, exista compromisuri semnificative
pentru aceastd abordare:

e Costul relativ al ADC-ului va creste
datorita costului substantial mai mare al
procesului.

« Dimensiunea componentelor disponi-
bile pe proces va creste zgomotul inerent
al ADC-ului, in special zgomotul termic,
sau zgomotul kT/C.

ElectronicaeAzinr. 10 /2022




o (Capacitoarele mai mari utilizate in pro-
iectele cu ADC-uri pentru a reduce zgomo-
tul termic vor reprezenta o constrangere
semnificativa de proiectare pe un proces
cu geometrie mai mica (este mai dificil din
punct de vedere geometric sd se imple-
menteze componentele necesare pentru
performanta analogica in cazul geometrii-
lor mai mici).

» Capacitoarele cu geometrie mai mica
vor introduce scurgeri si neliniaritati in
proiectare.

« Problemele de potrivire care nu sunt la
fel de bine controlate cain cazul proceselor
cu geometrie mai mare, cum ar fi cele de
90-nanometri sau 180-nanometri, vor duce
la o lipsa de control in procesul de fabricatie
si vor genera variatii in performanta para-
metrica a ADC-ului.

O alta provocare a procesului cu geometrie
micd este zgomotul 1/f. Zgomotul 1/f domina
la frecvente joase si scade de la DC cu apro-
ximativ un factor de 1/SQRT (frecventd). La
frecvente mai mari, zgomotul alb incepe sa
domine zgomotul 1/f intr-un punct numit
frecventa de tdiere, dupd cum se arata in
figura 1. Daca un proiectant doreste sa imbu-
natateasca performanta prin utilizarea teh-
nicilor de compensare digitald, cum ar fi
medierea sau supraesantionarea, trebuie sa
se asigure cd esantioneazd numai valori care
contin zgomot alb si nu zgomot 1/f.

1/f Noise
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De fapt, in unele cazuri, tehnicile de filtrare
digitald pot scadea performanta sistemu-
lui. Pe scurt, limitarile procesului vor dicta
in cele din urma performanta realizabila a
ADC-ului.

IC LAYOUT

Tn cazul in care microcontrolerul este ampla-
sat in circuitul integrat langa ADC, perfor-
manta analogica a convertorului ADC va fi
afectata in urmatoarele moduri:

e Microcontrolerul cu comutare rapida va
introduce in circuit zgomot de comutare,
mai ales ca dimensiunea este redusa la
suprafata unui circuit integrat, ceea ce face
ca problemele sa fie exponential mai dificil
de rezolvat.

« Tehnicile de sincronizare si gestionare
a ceasului pot fi utilizate pentru a mini-
miza aceste efecte, dar interactiunea
perifericelor si evenimentele asincrone vor
avea fn continuare un impact asupra per-
formantei ADC.

TEMPERATURA

Cea de-a treia provocare se refera la unul
dintre cei mai mari dusmani ai performantei
analogice - temperatura. Microcontrolerul
aflat langa ADC va actiona ca o sursa de
temperatura variabila, trecand de la putere
activa de mare viteza (fierbinte) la standby,
sleep sau hibernare (nu atat de fierbinte).

Corner Frequency

Noise Density

White Noise

© Microchip Technology

Frequency

Acest grafic prezintd zgomotul alb, care corespunde partii plate a spectrului
de zgomot. Zgomotul 1/f este prezent la frecvente mai mici, crescand din
zgomotul alb, aproximativ la frecventa de tdiere.

Problema pentru procesele cu geometrie
mai mica fata de procesele cu geometrie
mai mare este ca frecventa de taiere se de-
plaseaza mai sus — semnificativ mai sus.
Tocmai de aceea, tehnicile de filtrare digitald,
cum ar fi medierea sau supraesantionarea,
nu imbunatatesc performanta sistemului
in cazul sistemelor cu frecvente de tdiere
1/f ridicate.
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Aceasta schimbare de temperatura provoa-
ca lucruri neplacute circuitelor electronice
(in special circuitelor analogice). Pentru a
obtine performante previzibile intr-un me-
diu cu temperatura variabila in timp, trebuie
addugate circuite de compensare a tem-
peraturii, ceea ce creste dimensiunea si
costul sistemului, un lux pe care ADC-urile
integrate si-l permit cu greu.

erea convertorului de tensiune potrivit

COSTURI DE TESTARE

Microcontrolerele sunt dispozitive digitale
si, ca atare, sunt testate pe platforme de tes-
tare digitale folosind vectori de testare digi-
tali. Solutia de testare digitala este opti-
mizata pentru testarea parametrilor digitali
in cel mai scurt timp de testare, pentru a
obtine cel mai mare volum de unitati in cel
mai scurt timp. In cazul in care aceste plat-
forme de testare digitald au o capacitate de
testare analogica, aceasta este adesea
limitata, cu performante scazute. Tn conse-
cinta, testarea nivelurilor de performanta
analogica este dificila din cauza lipsei de
precizie si a zgomotului din platforma de
testare. Acesta este motivul pentru care
specificatiile perifericelor analogice de pe
microcontrolere sunt, de obicei, fie “garan-
tate prin proiectare’, fie “garantate prin ca-
racterizare”. Alte cateva constrangeriasupra
acestor testere sunt:

« Adesea, acestea sunt capabile sa testeze
doar functia analogica sau ceea ce face
analogul si, adesea, nu au capacitateade a
testa cu acuratete performanta analogica
in functie de temperatura.

 Limitdrile testerului restrictioneaza ulte-
rior specificatia de performanta a ADC-ului
(nu puteti testa un dispozitiv specificat ca
fiind un ADC de TMSPS pe 12-biti daca tes-
terul vostru are o capabilitate de numai
100 kSPS pe 8-biti).

* Nueste practic sa addugati capabilitatea
de testare analogica de precizie la o plat-
forma de testare digitald. Aceasta ar nece-
sita o crestere de un ordin de marime a
costului de testare, care ar avea o crestere
corespunzatoare a costului dispozitivului.

ADC-uri independente:

Compromisuri de performanta
TEHNOLOGIA DE PROCESARE

Tn cazul unui ADC independent, deoarece
ADC-ul este, acum, componenta principald,
iar microcontrolerul este o componenta
periferica a ADC-ului, un proiectant de cir-
cuite integrate poate alege sa utilizeze un
proces care sa favorizeze ADC-ul, cum ar fi
un proces de 180 nanometri, care oferad
componente mai mari si bine adaptate
pentru ADC. Si totusi, acest proces are un
compromis fundamental care va limita
performanta ADC-ului.

Prin utilizarea unui proces cu geometrie
mai mare, proiectantul nu va avea un proces
optimizat pentru procesarea digitala sau
pentru comunicatiile seriale si va trebui sa
se bazeze in schimb pe tehnicile de proiec-
tare analogica si de layout pentru a asigura
performanta digitala. >
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COMPONENTE ACTIVE

m Care ADC este cel mai potrivit pentru aplicatia mea?

>

Lipsa unei densitati digitale si a unei
optimizari a vitezei va creste costul dispozi-
tivului, iar performanta digitald va fi con-
stransa de limitarile procesului.

IC LAYOUT

In ceea ce priveste gestionarea zgomotu-
lui, un ADC independent are doud avan-
taje fata de abordarea cu ADC integrat:

« Nu exista alte periferice active pe dispozi-
tiv care sa afecteze performanta analogica.
e Zgomotul de comutare poate fi gestio-
nat, deoarece functiile analogice critice pot
fi efectuate in timp ce ceasul este oprit.

TEMPERATURA

Din nou, cel mai mare dusman al perfor-
mantelor analogice este temperatura, dar
ADC-urile autonome oferd avantaje fata de
ADC-urile integrate in acest caz deoarece:
e Nu existd o sursa de temperatura
variabila in timp ( precum microcontrolerul)
langd ADC.

» Deoarece acest proces este analogic, se
pot adduga cu usurinta circuite de compen-
sare a temperaturii analogice pentru a mini-
miza impactul variatiilor de temperatura.

COSTURILE DE TESTARE

ADC-urile sunt dispozitive analogice si, ca
atare, sunt testate pe platforme de testare
analogica folosind echipamente analogice
de precizie, insd acest lucru vine cu factori
care cresc considerabil costul testarii. Spre
deosebire de platformele de testare digi-
tale, care au o variatie foarte bine controlata
intre testere, platformele de testare analogi-
ce tind sd aiba o mare variatie intre placile
deincarcare, generatoarele de semnal ana-
logice si sistemele de masurare analogice.
Acest lucru tinde sa creasca costul testului
din cauza necesitatii de calibrare. De aseme-
nea, pentru a garanta performanta analo-
gica in functie de temperatura, tehnicile de
compensare pentru circuitele analogice
necesita adesea aplicarea unui reglaj de
temperaturd la testul final pentru a garanta
o deriva scazuta a temperaturii.

Acum ca stim care sunt compromisurile de
semnal mixt si analogice, cum afecteaza
acestea acuratetea si precizia?

Acuratetea si precizia

Acuratetea si precizia sunt doi termeni care
sunt adesea utilizati alternativ, dar au sem-
nificatii foarte diferite. Acuratetea este abili-
tatea masuratorii de a corespunde valorii
reale si este necesara atunci cand se incear-
ca masurarea unei valori specifice. Precizia
este abilitatea unei masuratori de a fi repro-
dusd in mod constant sau, cu alte cuvinte,
repetabilitatea unei masuratori.
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Cu cat o mdsurdtoare este mai precisa, cu atat
mai mult puteti discerne diferente mai mici.
De exemplu, sa luam in considerare un can-
tar. Daca 1.000 de uncii troy de aur sunt pla-
sate pe un cantar si sunt masurate de trei
ori, indicand 1,001, 1,000 si 1,000, atunci
aceasta este o precizie ridicata (abatere
standard de 0,0005 uncii) si 0 acuratete ridi-
cata (eroare de 0,03% dupa calcularea me-
diei). Daca un cantar diferit obtine citiri de
1,018, 1,017 si 1,018 uncii, atunci se consi-
dera ca aceasta are in continuare o precizie
ridicata (abatere standard de 0,0005 uncii),
dar acuratetea este mai mica (eroare de 1,8
procente). (n.red.: Uncia troy (sau Uncia
monetard) este o unitate de mdsura utilizata
in tdrile anglo-saxone pentru cotatia metale-
lor pretioase ca aurul, argintul sau platina, ori
a pietrelor pretioase.)

Asadar, ce este mai important, acuratetea
sau precizia? Ei bine, depinde de aplicatie,
dar exista multe cazuri in care sunt nece-
sare atat acuratetea, cat si precizia.

ACURATETEA

Pentru a determina daca aveti nevoie de
acuratete, este important sd intelegeti mai
intai cum este utilizat senzorul in aplicatia
voastrd. Sa luam in considerare un exem-
plu de masurare a temperaturii folosind un
termistor cu coeficient de temperatura
negativ (NTC). Primul lucru care iese in
evidenta in graficul rezistentei in functie de
temperatura al NTC este neliniaritatea dis-
pozitivului, asa cum se vede in figura 2.
Daca un proiectant trebuie sa masoare NTC
doar la temperaturi ambientale mai sca-
zute, atunci poate utiliza un ADC cu rezo-
lutie mai mica. Daca trebuie sa mdsoare
temperatura pe intreaga gama de tempera-
turi, atunci trebuie sa ia in considerare cele
mai nefavorabile conditii la temperaturi
ambiante mai ridicate si sa utilizeze un ADC
cu rezolutie mult mai mare.
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Pentru a echivala acest lucru cu acuratetea
sistemului, definiti intervalul de tempera-
turd si calculati cata acuratete a tempera-
turii este necesard pe acest interval. Intervalul
de temperatura va fi convertit intr-un inter-
val de intrare de tensiune analogica pentru
ADC, iar acuratetea va fi cea mai mica aba-
tere de la intrarea analogica masurata pe
care aplicatia o poate tolera.

PRECIZIA

Mai departe, sa ludam in considerare preci-
zia. Tn mod ideal, precizia trebuie sa fie mai
buna decat acuratetea. Daca se utilizeaza
o citire a temperaturii in bucla de reactie a
unui sistem, atunci bucla de reactie trebuie
sa fie foarte stabila. Daca precizia este mai
micd decat acuratetea, atunci bucla de
reactie ar putea deveni instabila.

MASURATORI DE ACURATETE SI
PRECIZIE PENTRU ADC

Specificatiile importante ale ADC-ului care
influenteaza acuratetea sunt neliniaritatea
integrald, neliniaritatea diferentiald, tensi-
unea de offset (decalaj), deriva tensiunii de
offset, castigul si deriva de castig. Pentru a
determina acuratetea, trebuie evaluate
contributiile acestor surse de eroare.
Similar, precizia este definita prin termenul
ENOB (Effective Number of Bits - numdr efec-
tiv de biti). Acesta va indica abaterea pe care
o0 veti observa intr-un set de citiri ADC de
la media reala. Cu alte cuvinte, 68,3% (sau
0 abatere standard de la medie) din citirile
ADC pe care le efectuati se vor incadra in
intervalul definit de ENOB.

PENTRU A EXEMPLIFICA, SA

REVENIM LA EXEMPLUL NTC.

Sd presupunem cd iesirea NTC-ului a fost
calibrata pentru a fi liniara pe intregul inter-
val de temperatura pentru a da 0V la -40°C
si 2,5V la 85°C si cd dorim sa mdsurdm cu o
acuratete de 1°C.

© Microchip Technology
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Curba caracteristicd de temperaturd a termistorului ilustreaza
raspunsul temperaturii la modificarea rezistentei.
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Acuratetea de 1°C pe un interval de 125°C
reprezinta o acuratete de 0,8% pe tot inter-
valul. Presupunand ca avem un ADC pe 12-
biti cu o eroare totala de 1 LSB si o gama de
intrare de 2,5V, acuratetea masuratorii de la
ADC este de asteptat sa fie de 1/4096 sau
0,024% sau 2,5V/4096 biti sau 610uV/biti,
ceea ce reprezinta de 33 de ori mai multa acu-
ratete decat este necesar. Deci, teoretic, un
ADC pe 12-biti ar trebui sa aiba o acuratete
suficienta pentru a indeplini aceste cerinte.

Acum sa ne uitam mai indeaproape laun
exemplu de ADC integrat pe 12-biti, 400
kSPS, integrat intr-un microcontroler
recent lansat.

In fisa sa tehnicé, eroarea totala neajustata
(TUE) este specificata ca fiind de +1,8% de la
-40°C la 85°C. Un ADC pe 6-biti cu o eroare
totala de 1 LSB ofera o acuratete de 1,6%,
deci ce s-a intamplat cu ceilalti 6-biti de pe
ADC-ul pe 12-biti?

Nu numai atat, eroarea poate fi si pozitiva
sau negativa, poate exista o variatie de 3,6%
sau 90 mV in citirile de la ADC. Tn acest caz,
eroarea mare de castig in functie de tem-
peratura contribuie in mare masura la re-
ducerea acuratetei. Aceasta eroare mare de
acuratete este un produs secundar al limi-
tarilor inerente tehnologiei de procesare.
De fapt, fiti foarte atenti atunci cand cititi
fisele tehnice pentru ADC-urile integrate.

In unele cazuri, fisa tehnica pentru ADC-ul
integrat specifica doar performanta ADC-
ului utilizdnd o referintd de tensiune
externa, din cauza zgomotului, a driftului si
a performantelor slabe ale referintei de ten-
siune integrate, ceea ce anuleaza scopul
utilizarii componentelor analogice inte-
grate. Prin urmare, acuratetea ADC-ului in-
tegrat nu este suficient de buna in acest caz
pentru a indeplini cerinta noastra de 0,8%.
Asadar, cum ramane cu precizia ADC-ului
integrat? Daca ne uitam la specificatia de
precizie, ENOB este de 11,1-biti, ceea ce se
traduce printr-o rezolutie de aproximativ
1,1 mV pe semnalul analogic de intrare de
2,5 V. Precizia este de aproximativ 80 de ori
mai bund decat acuratetea sa.

Rezultatul este ca ADC-ul integrat are o
eroare de 90,7mV si o precizie de aproxi-
mativ 1,TmV rms.

ADC integrat

LABORATOR | Ale

Acuratetea ADC-ului integrat poate fi
imbunatatita prin utilizarea unei referinte
externe, dar din cauza modului in care este
specificat ADC-ul, nu se stie cat de mult va
imbunatati referinta externa performan-
tele de acuratete.

in continuare, luati in considerare un ADC
independent, cum ar fi MCP33141-10 de
la Microchip Technology

Analizand precizia acestui ADC pe 12-biti, 1
MSPS, calculati TUE si faceti o comparatie cu
ADC-ul integrat. TUE in intervalul de tempe-
ratura de la -40°C la 125°C echivaleaza cu
+0,06%. Aceasta reprezintd o acuratete de
30 de ori mai buna decat cea a ADC-ului in-
tegrat si pe 0 gama mai larga de temperaturi.
In ceea ce priveste precizia, ADC-ul inde-
pendent are un ENOB de 11,8-biti, astfel incat,
in acest exemplu, precizia ADC-ului inde-
pendent este de aproximativ 4 ori mai buna
decét acuratetea sa. Rezultatul este ca ADC-ul
autonom are o eroare de 2,9 mV si o precizie
de aproximativ 0,7 mV rms.

In aceastd comparatie, precizia unui ADC
integrat si a unui ADC autonom este foarte
apropiata. Cu toate acestea, chiar daca
ADC-ul integrat a fost precis, nu a putut
atinge cerinta de acuratete de 1%.

Numai ADC-ul independent poate indeplini
cerinta de acuratete de 1°C sau 0,8% in
functie de temperatura pentru un senzor de
temperatura NTC.

Consideratii de sistem privind
acuratetea si precizia

Problema atunci cand se analizeazd doar
precizia ADC-ului este ca nu se iau in con-
siderare variabilele din sistemul sau siste-
mele in care este utilizat ADC-ul. Daca
ADC-ul este exact si precis, atunci iesirea
ADC-ului va fi consecventa pentru toate
dispozitivele si toate conditiile, in loc sa fie
consecventd doar pentru un anumit dispo-
zitiv sau o0 anumita conditie.

Prin urmare, daca nu este nevoie de acura-
tete sau consecventa de la un sistem la altul
sau in toate conditiile in care un sistem tre-
buie sa functioneze, avantajele utilizarii unui
ADC integrat sunt reducerea complexitatii,
a dimensiunii si a pretului. Complexitatea va
fi mai mica in cazul unui ADC integrat, deoa-
rece nu va fi nevoie sa se dezvolte un software

ADC independent

(Exemplu) (MCP33141-10)
Eroare totala neajustata (TUE) +1.8% +0.06%
Acuratete 3.60% 0.12%
Precizie 11.1-biti 11.8-biti

© Microchip Technology

N Acest tabel compard acuratetea si precizia dintre
un ADC independent si un ADC integrat.
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erea convertorului de tensiune potrivit

care sa se interfateze cu un ADC extern - si
nici nu va fi nevoie sa se tina cont de plasa-
rea si rutarea semnalelor analogice si digi-
tale catre si de la ADC.

Datoritd integrarii ADC-ului cu microcon-
trolerul, amprenta totald a placii va fi, de
asemenea, mai mica. In plus, pretul unui mi-
crocontroler cu un ADC integrat este de obi-
cei mai mic decat pretul combinat al unui
microcontroler si al unui ADC independent.

Cu toate acestea, daca este nevoie de pre-
Cizie, acuratete si consecventa de la un sis-
tem la altul sau in toate conditiile in care
un sistem trebuie sa functioneze, fiti foarte
atenti la alegerea ADC-ului. Nu fiti proiec-
tantul care cade in capcana de a crede ca
variatia dispozitivului va fi mica si ca tehnicile
de compensare digitald pot fi folosite
pentru a compensa inexactitatea sau per-
formanta analogica inconsistentd. Nu uitati
ca tehnicile de compensare digitala ar putea
reduce acuratetea sistemului, crescand in
acelasi timp complexitatea din cauza limi-
tarilor inerente ale procesului.

De asemenea, asigurati-va ca in cazul ADC-
ului si al referintei de tensiune se specifica
nu numai acuratetea, ci si acuratetea in
functie de temperaturd. Daca ADC-ul nu
specifica acuratetea in functie de tempe-
ratura, exista un risc ridicat ca variatiile de
proces, de fabricatie, de testare si de tem-
peratura sa apara ca erori in sistem. Chiar
mai rdu, aceste variatii nu sunt deterministe.
Un dispozitiv poate avea o deriva pozitiva
semnificativa a castigului, in timp ce un alt
dispozitiv poate avea o deriva negativa
semnificativd a castigului. Aceste variatii
mari pot duce la instabilitate in sistem.
Atunci cand se alege intre un ADC integrat
si unul de sine statdtor, este vorba pur si
simplu de o alegere intre cost, acuratete si
consistenta performantelor. Odata ce ati
definit acuratetea sau consistenta perfor-
mantelor necesare, atunci selectia poate fi
facutd cu usurinta.

= Microchip Technology
www.microchip.com
MicrocHIP
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Care sunt perspectivele companiei
Mouser pentru 2023?

Avem o perspectiva pozitiva pentru 2023
datoritd modelului nostru de afaceri unic si
nivelului ridicat al stocurilor. Planificdam o
crestere continuad datorita unei noi extinderi
majore a centrului de distributie.

Vedeti o incetinire a afacerilor

si, daca da, in ce masura?

Analistii prevad o crestere mailentd in gene-
ral, deoarece economia globala se contracta
si presiunile inflationiste continua.

Dar, per ansamblu, ne asteptam ca industria
sa inregistreze o crestere constanta datoritd
cererii globale continue de semiconductori
si componente electronice. Ne asteptdam in
continuare la o crestere de doua cifre in
toate regiunile.
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Ati putea oferi o detaliere a cresterii
afacerilor pe regiuniin 2022?

2020 - 2,03 miliarde USD la nivel mondial
(vanzari totale)

Dintre care: 942,6 milioane USD-America;
589,9 milioane USD-EMEA; 515,30 milioane
USD-APAC

2021 - 3,26 miliarde USD la nivel global
(vanzari totale)

Dintre care: 1,382 miliarde USD-America;
1,017 miliarde USD-EMEA; 866 milioane
USD-APAC

Crestere pe trei ani — aproximativa:

2022 2021 2020
GLOBAL +35% +61% +9%
AMR +32% +45% +5%
EMEA +42% +80% +4%
APAC +32% +69% +22%

1ite

i

Care credeti cd sunt principalele
tendinte din industrie pentru 2023?
Toate sectoarele inregistreaza o crestere, dar
tendintele cheie vor continua sé fie automa-
tizarea industriala, aplicatiile legate de loT,
cum ar fi casele/fabricile inteligente, auto-
mobilele si transporturile, Al si robotica, dome-
niul medical/ingrijirea sanatatii, monitori-
zarea mediului precum si aplicatii de iluminat.

Daca ne uitam la sectorul auto, de exemplu,
electrificarea si digitalizarea platformei auto
este o tendintd de neoprit in prezent sivom
continua sa vedem mai multe inovatii aici.
Dar aceasta nu se va limita la marii produ-
catori de echipamente originale.

Va exista o dezvoltare mult mai diversificata
a tehnologiei electrice, pe masura ce furni-
zorii de rangul al doilea si al treilea vor veni
pe piata cu produse inovatoare — nu doar
pentru aplicatii auto, ci si pentru alte forme
de transport.

Un alt exemplu demn de luat in considerare
este cel al asistentei medicale. Avand in
vedere cd furnizarea de servicii de asistenta
medicald evolueaza, cu consultatii la distan-
ta si monitorizarea pacientilor, dispozitivele
purtabile au devenit ceva obisnuit.
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Acesta este in principal un sector de volum
redus, cu valoare ridicata, iar cea mai mare
parte a creativitatii in materie de dispozitive
vine odata cu nevoia de produse electroni-
ce de inalta calitate si de marca. Ne astep-
tam sa vedem o crestere mai mare in acest
domeniu, pe masura ce digitalizarea asis-
tentei medicale continua.

Vedeti provocdri/oportunitati

majore pentru 2023?

Cea mai mare provocare pentru noi va fi sa
tinem pasul cu cererea crescuta si sa avem
suficiente stocuri disponibile de la partenerii
nostri producatori. Este o sarcind enorma sa
mentinem acest nivel de crestere, dar sun-
tem pregatiti sa facem fata provocariil Avem
deja peste un milion de repere diferite in
stoc, dar continuam sa adaugam zilnic altele.
Pentru a pune acest lucru in perspectiva,

www.electronica-azi.ro u n m

avem in prezent un stoc disponibil in valoare
de 1 miliard (USD), iar acest lucru reprezinta
o crestere de 15% fata de nivelul maxim al
stocului de anul trecut. Rata de crestere este
fara precedent.

Ce face Mouser pentru a-si

continua cresterea rapida?

Investim in afacere, in special in cresterea
stocurilor si in aducerea de noi parteneri
producatori pentru a ne extinde gama de
produse. In prezent, avem peste 1.200 de
parteneri producatori, lansand 113 noi pro-
ducdtori in 2021 si peste 40 in 2022 - linia
noastra de produse se extinde continuu.
Ne concentram sa fim liderul industriei in
ceea ce priveste lansarea de noi produse
(NPI), aducand aceste noi produse si tehno-
logii pe piata. In 2022, Mouser a lansat peste
40.900 de repere noi, gata de livrare.

MOUSER
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+200,000sq. ft.
+365,000 sq. ft.
2016 +185,000 sq. ft. g
2020  +260,000 sq. ft.
Expansion +613,000 sq. ft. ?

e £ 85

De asemenea, continuam sa investim in site-
ul nostru web si in platforma de comert
electronic, oferind o multitudine de resurse
tehnice si instrumente pentru a-i sprijini pe
clientiin toate etapele ciclului de proiectare.
La Centrul nostru global de distributie
(Global Distribution Centre), adaugam o ex-
tensie majord pentru a creste capacitatile
noastre, cu termen de finalizare 2024. Noul
depozit va cuprinde peste 90.000 de metri
patrati, cu includerea a trei mezanine. O
punte cu o banda transportoare va conecta
cele doua cladiri de distributie pentru o
integrare perfecta.

Actualul nostru centru de distributie dis-
pune de o automatizare avansatd, cum ar fi
module de ridicare verticala (Vertical Lift
Modules), un sistem automat de depozitare
(AutoStore), masini |-Pack si alte echipa-
mente de ultimd generatie pentru facilitarea
procesdrii comenzilor. Automatizarea a fost
proiectata cu scopul de a-i ajuta pe angajati
sa lucreze mai inteligent, imbunatatind in
acelasi timp acuratetea si viteza, iar noi vom
utiliza aceste tehnologii de automatizare si
in noua extensie a depozitului.

De asemenea, investim in oameni si ne
dezvoltam echipele din intreaga lume - in
ultimii 5 ani, aproape ne-am dublat persona-
lul la nivel global. In 2017, aveam 1.843 de
angajati, in noiembrie 2022, avem peste
3.700 de angajati si suntem in crestere.

= Mouser Electronics
https://ro.mouser.com
Distributor autorizat
Urmareste-ne pe Twitter
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Requli de baza privind
proiectarea PCB-urilor
cu semnal mixt

Acest articol va detalia aspectele de care trebuie sa tineti
cont atunci cand proiectati layout-ul PCB-urilor cu semnal
mixt. Vor fi abordate consideratiile privind amplasarea
componentelor, straturile placii si planul de masa. Regulile
discutate in acest articol ofera o abordare practica a
proiectarii layout-ului placilor cu semnal mixt si ar trebui sa
ajute inginerii indiferent de nivelul de pregatire.

Autori:

May Anne Porley
Applications Engineer

Kevin Chesser

Product Application Engineer
Analog Devices

Introducere

Proiectarea unui PCB cu semnal mixt
necesita o intelegere de baza a circuitelor
analogice si digitale pentru a minimiza, daca
nu chiar preveni, interferentele de semnal.
Sistemele moderne constau din compo-
nente care functioneaza atat in domeniul
digital, cat si in cel analogic, iar acestea tre-
buie proiectate cu atentie pentru a asigura
integritatea semnalului in intregul sistem.
Proiectarea PCB-ului ca parte importanta
a procesului de dezvoltare cu semnal mixt
poate fi intimidantd, iar plasarea compo-
nentelor este doar inceputul. Existd, de
asemenea si alti factori care trebuie luati
in considerare, inclusiv straturile (layer-ele)
placii si modul de gestionare adecvatd a
acestora pentru a minimiza interferentele
cauzate de capacitatile parazite care pot fi
create in mod neintentionat intre layer-ele
intermediare ale PCB-ului. Legarea la masa
este, de asemenea, un proces integral in

proiectarea layout-ului PCB-ului unui sistem
cu semnal mixt. In timp ce impamantarea
este un subiect frecvent dezbatut in indus-
trie, elaborarea unei abordari standardizate
poate sa nu fie intotdeauna cea mai simpla
sarcina pentru orice inginer. De exemplu, o
singura problema de calitate a punerii la
masa poate afecta intreaga configurare a
unui proiect de PCB cu semnal mixt de
nalta performanta. lata de ce, acest dome-
niu nu ar trebui sa fie trecut cu vederea.

Amplasarea componentelor

Similar cu construirea unei case, este esential
sd se creeze un plan al sistemului inainte de
a plasa componentele circuitului.

Acest pas va stabili integritatea generala a
proiectului sistemului si ar trebui sd ajute la
evitarea interferentelor de semnal zgomotos.
La elaborarea planului, este recomandabil
sa se urmeze calea semnalului din schema,
in special pentru circuitele de mare viteza.

Figura 1: Separarea circuitelor analogice si digitale.
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Amplasarea unei componente este, de
asemenea, un aspect critic al proiectdrii.
Inginerul proiectant ar trebui sa fie capabil
sa identifice blocul functional important,
semnalele si conexiunea dintre blocuri pen-
tru a identifica cea mai buna locatie a fie-
carei componente din sistem. Conectorii, de
exemplu, sunt mai bine plasati la extremi-
tatile pldcii, in timp ce componentele auxi-
liare, cum ar fi capacitoarele de decuplare si
cristalele, trebuie sé fie plasate cat mai aproa-
pe posibil de dispozitivul cu semnal mixt.

Separarea blocurilor analogice si digitale
Pentru a ajuta la minimizarea cdii de intoar-
cere comune pentru semnalele analogice
si digitale, se poate lua in considerare sepa-
rarea blocurilor analogice si digitale, astfel
incat semnalele analogice sa nu se ames-
tece cu cele digitale. Figura 1 prezinta un
bun exemplu de separare a circuitelor ana-
logice si digitale. Unele consideratii la sepa-
rarea sectiunilor analogice si digitale sunt:

» Componentele analogice sensibile, cum
ar fi amplificatoarele si referintele de
tensiune, se recomanda sa fie plasate in
planul analogic. Tn mod similar, compo-
nentele digitale zgomotoase, cum ar fi
controlerele logice si blocurile de sincro-
nizare, trebuie plasate in cealalta
parte/planul digital.

o In cazul in care un sistem contine un
convertor analog-digital (ADC) cu sem-
nal mixt sau un convertor digital-ana-
logic (DAC) care are curenti digitali mici,
acesta poate fi tratat similar cu compo-
nentele analogice care sunt incluse in
planul analogic.
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o Pentru proiectele cu mai mult de un ADC
siun DAC de curent ridicat, se recomandd
separarea surselor analogice si digitale.
Adicd, AVcc trebuie legat la sectiunea ana-
logica, in timp ce DVDD trebuie conectat
la sectiunea digitala.

» Microprocesoarele si microcontrolerele
pot ocupa spatiu si vor genera caldura.
Aceste componente trebuie plasate in
centrul placii pentru o mai buna disi-
pare termica si, in acelasi timp, aproape
de blocurile de circuite asociate acestora.

Blocul de alimentare

Sursa de alimentare este o parte importanta
a circuitului si trebuie tratata in consecinta.
Ca reguld generald, blocul de alimentare
trebuie sa fie izolat de restul circuitelor si, in
acelasi timp, sa ramana aproape de compo-
nentele care sunt alimentate.

Sistemele complexe cu dispozitive care au
mai multi pini de alimentare pot utiliza
blocuri de alimentare separate, dedicate
sectiunilor analogice si digitale, pentru a
evita interferentele digitale zgomotoase.
Pe de alta parte, rutarea surselor de alimen-
tare trebuie sa fie scurta, directa si sa utilize-
ze trasee late pentru a reduce inductanta si
a evita limitarea curentului.

Tehnici de decuplare
Raportul de respingere a sursei de alimen-
tare (PSRR — Power supply rejection ratio)
este unul dintre parametrii importanti pe
care un proiectant trebuie safi ia in conside-
rare pentru a obtine performantele tintd ale
sistemului. PSRR este mdsura sensibilitatii
unui dispozitiv in raport cu variatiile sursei
de alimentare, care va dicta in cele din urma
performanta unui anumit dispozitiv.
Pentru a mentine un PSRR optim, este nece-
sar sa se impiedice intrarea in dispozitiv a
energiei electrice de inaltd frecventa. Acest
lucru poate fi realizat prin decuplarea cores-
punzdtoare a sursei de alimentare a dispozi-
tivului de planul de masa de impedanta
joasa cu o combinatie de capacitoare elec-
trolitice si ceramice.
Intregul concept al decuplajului corect este
de a dezvolta un mediu cu zgomot redus in
care circuitul poate functiona. Regula de
baza este de a facilita intoarcerea curentului
prin crearea celui mai scurt traseu. Proiec-
tantii trebuie sa verifice intotdeauna reco-
mandarea privind filtrarea de inalta frec-
venta a fiecarui dispozitiv. Mai mult decat atat,
urmatoarea lista de verificare va servi drept
ghid, oferind tehnici generale de decuplare
siimplementarea corecta a acestora:

« Intimp ce capacitoarele electrolitice actio-
neazd ca rezervoare de sarcina pentru
curentii tranzitorii cu scopul de a mini-
miza zgomotul de joasa frecventd al

www.electronica-azi.ro u “ m

surselor de alimentare, capacitoarele ce-
ramice cu inductantd redusa, pe de alta
parte, reduc zgomotul de inalta frecventd.
De asemenea, miezurile de ferita sunt
optionale, dar vor adauga un plus de
izolare si decuplare a zgomotului de
nalta frecventa.

Capacitoarele de decuplare trebuie sd fie
plasate cat mai aproape posibil de pinii
de alimentare ai dispozitivului. Aceste
capacitoare ar trebui sa se conecteze la
un plan de masa larg si de impedanta
redusa prin intermediul unui vias sau al
unor trasee scurte pentru a minimiza
inductanta suplimentarad in serie.

Cel mai mic capacitor, de obicei de 0,01uF
pana la 0,1F, trebuie plasat cat mai aproa-
pe posibil din punct de vedere fizic de
pinii de alimentare ai dispozitivului. Atunci
cand dispozitivul are mai multe iesiri care
comuta in acelasi timp, aceastd plasare
previne instabilitatile. Capacitorul elec-
trolitic, de obicei intre 10uF si T00uF,
trebuie plasat la o distantd de cel mult

uninch de pinul de alimentare al dispo-
zitivului.

» Pentru o implementare mai usoarsa, ca-
pacitoarele de decuplare pot fi conectate
printr-o conexiune de tip T la planul de
masa, prin vias in apropierea pinului GND
al componentei, mai degraba decat prin
crearea unui traseu. (vedeti figura 2).

Straturile (layer-ele) placii

Odata ce amplasarea componentelor si pla-
nul de baza au fost stabilite, putem trece la
cealalta parte a proiectarii placii, care se
referd de obicei la straturile (layer-ele) placii.
Este foarte indicat ca acestea sd fie luate in
considerare mai intdi inainte de a trece la
rutarea pldcii de circuit imprimat (PCB),
deoarece acest lucru va determina traseele
de curent de intoarcere permise pentru
proiectarea sistemului.

Structura unui PCB consta in suprapune-
rea layer-elor de cupru din placa de circuit.
Aceste straturi ar trebui sa gestioneze
curentii si semnalul in intreaga placa.  »

Figura 2: O tehnicd de decuplare pentru pinii de alimentare.
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Figura 3: O mostra de PCB cu 4 straturi (layere).
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O reprezentare vizuald a straturilor placii
este prezentata in figura 3. Tabelul 1 detali-
aza o configuratie tipica de PCB cu 4 straturi:

Pozitie layer | Tip layer

1 Semnal digital/analogic
(layer superior)

2 Masa

3 Plan de alimentare

4 Semnal auxiliar

(layer inferior)
Tabelul 1: PCB tipic cu 4 straturi.

Tn general, sistemele de colectare a datelor
de inalta performanta trebuie sd aiba patru
sau mai multe straturi. Stratul superior este
adesea utilizat pentru semnalele digitale/
analogice, in timp ce stratul inferior este uti-
lizat pentru semnalele auxiliare. Al doilea strat
(stratul de masa) serveste ca plan de refe-
rintd pentru semnalele cu impedanta con-
trolata si este utilizat pentru reducerea cade-
rilor de IR si pentru ecranarea semnalelor
digitale din stratul superior. In sfarsit, planul
de alimentare se afla pe al treilea strat (layer).
Planurile de alimentare si de masa trebuie
sa fie adiacente unul fata de celdlalt, deoa-
rece acestea ofera o capacitanta suplimen-
tard intre planuri, care ajuta la decuplarea
de inalta frecventa a sursei de alimentare.
Pentru stratul de masa, sfaturile s-au schim-
bat de-a lungul anilor in ceea ce priveste
proiectele cu semnal mixt. In toti acesti ani,
impartirea planului de masa intre cel ana-
logic si cel digital a avut sens, dar pentru
dispozitivele moderne cu semnal mixt, se
recomanda o noua abordare. Proiectarea
adecvatd a placii si separarea semnalelor ar
trebui sa previna orice problema cu semna-
lele zgomotoase.

Planul de masa: A separa sau a nu separa?
Punerea la masa este un proces esential in
proiectarea layout-ului unui PCB cu semnal
mixt. Un PCB tipic cu 4 straturi trebuie sa
aiba cel putin un strat dedicat planului de
masa pentru a asigura o cale de impedanta
joasd pentru semnalele de intoarcere. Toti
pinii de masa ai circuitelor integrate trebuie
sa fie rutati si conectati corect la planul de
masa de impedanta scdzuta pentru a mini-
miza inductanta si rezistenta in serie.

A devenit o abordare standard de conec-
tare la masa pentru sistemele cu semnal
mixt pentru a separa masa analogica si cea
digitala. Cu toate acestea, dispozitivele cu
semnal mixt si curent digital redus pot fi
gestionate cel mai bine cu o singura masa.
Mergand mai departe, un proiectant tre-
buie sa ia in considerare ce practica de
conectare la masd se potriveste cel mai bine
in functie de cerintele de curent de semnal
mixt. Exista doua practici de legare la masa
de care un proiectant trebuie sa tina cont.
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Plan de masa unic

Pentru sistemele cu semnal mixt cu un sin-
gur ADC sau DAC si curent digital redus, cel
mai bine ar fi sa se foloseasca un singur
plan de masa compact. Pentru a intelege
importanta unui singur strat de masa, tre-
buie sa ne amintim de curentul de intoar-
cere. Acesta este curentul care circula in
timp ce se intoarce la masa si trece printre
dispozitive pentru a finaliza o bucla. Pentru
a preveni interferenta de semnal mixt, fie-
care cale de intoarcere trebuie sa fie
urmadrita pe intreg layout-ul PCB-ului.

| ﬁAnalogDiangue

Pentru semnalele de frecventa joasa, curen-
tul de intoarcere va urma calea cu cea mai
mica rezistenta, de obicei o linie dreapta
intre punctele de referinta la masa ale dis-
pozitivelor. Cu toate acestea, pentru sem-
nalele de frecventa mai mare, o anumita
parte a curentului de intoarcere va incerca
sd urmeze calea de intoarcere a semnalului.
Se intampla acest lucru deoarece impe-
danta este mai mica urmand aceasta cale,
intrucat se reduce la minimum dimensi-
unea buclei formate intre curentul de iesire
si cel de intoarcere.

GND Plane

Signal Current

Return Current

Figura 4: Curentul de intoarcere pentru un sistem cu un plan de masa solid.
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Star Ground

Figura 5: Curentul de intoarcere pentru sistemele cu un plan de masd separat.

DGND Plane

Signal Current
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Circuitul simplu din figura 4 aratd avantajul
unui singur plan de masa solid fata de un
plan de masa separat. Curentul de semnal
are un flux egal, dar opus curentului de in-
toarcere. Acest curent de intoarcere curge
in planul de masa inapoi la sursd si va urma
calea cu cea mai mica impedanta.

Separarea la masa analogica si digitala
Pentru sistemele complexe, in care o sche-
ma de legare solida la masa poate fi dificil
de realizat, o separare a masei poate fi mai
potrivita. Un plan de masa divizat este o
alta abordare populara in care planul de
masa este impartit in doua: planul de masa
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analogic si cel digital. Acest lucru este apli-
cabil pentru sisteme mai complexe cu mai
multe dispozitive cu semnal mixt care
consuma un curent digital ridicat. Figura 5
prezinta un exemplu de sistem cu un plan
de masa separat.

Pentru sistemele cu un plan de masa sepa-
rat, cea mai simpla solutie pentru a obtine o
masa coerenta este de a elimina intrerupe-
rea planurilor de masa si de a permite cu-
rentului de intoarcere sa urmeze un traseu
mai direct prin intermediul unei jonctiuni de
masa in forma de stea. Punctul de masa in
stea este jonctiunea in care planurile de
masad analogice si digitale sunt unite intr-un
proiect de layout de semnal mixt.

Tn sistemele obisnuite, legarea la masa in
stea poate fi asociata cu o simpla jonctiune
continua ingusta intre planurile de masa
analogice si digitale. Pentru proiectele mai
complexe, legarea la masd in stea este in
mod obisnuit implementata printr-un sunt
la un conector de masa. Nu este nevoie de
un conector si de un sunt care sa suporte
un curent ridicat, deoarece nu va exista un
flux de curent prin conexiunea la masa in
stea, ci mai degraba scopul sau principal
este de a se asigura ca ambele mase au
aceleasi niveluri de referinta.

Proiectantii trebuie sa verifice intotdeauna
recomanddrile de conectare la masa care se
gasesc in fisa tehnica a fiecarui dispozitiv
pentru a se asigura ca specificatiile de conec-
tare la masa vor fi respectate si pentru a
evita problemele legate de conectarea la
masa. In alt3 ordine de idei, in cazul dispozi-
tivelor cu semnal mixt care au pini AGND si
DGND, acestia pot fi legati la planurile lor de
masa respective, deoarece legarea la masa
in stea va conecta, de asemenea, ambele
mase la un singur punct. Tn acest fel, toti
curentii digitali zgomotosi vor trece prin
sursa de alimentare digitala pana la planul
de masa digital si ihapoi la sursa digitald,
fiind in acelasi timp izolati de circuitele ana-
logice sensibile. Izolarea planurilor AGND si
DGND trebuie sé fie implementatad in toate
layer-ele unui PCB multistrat.

Despre autori

Alte practici comune de punere la masa
latd o procedurd/lista de verificare pe care o
puteti urma pentru a va asigura cd a fost
implementatd o schemd de conectare la
masa adecvata intr-un sistem analogic/
digital cu semnal mixt:

o Conectarea la punctul de stea ar trebui
sa se faca prin intermediul unor trasee
late de cupru.

o Verificati planul de masa pentru trasee
inguste, deoarece aceste conexiuni sunt
nedorite.

o Este util sa se prevada pad-uri si vias-uri
astfel incat planurile de masa analogice
si digitale sa poata fi conectate, daca
este necesar.

Concluzie

Proiectarea PCB-ului pentru aplicatii cu
semnal mixt poate fi o provocare. Crearea
unui plan de amplasare a componentelor
este doar punctul de plecare. Gestionarea
corectd a layer-elor pldcii si pregatirea unei
scheme adecvate de conectare la masa fac
parte, de asemenea, din punctele cheie pe
care un proiectant de sistem trebuie sa le ia
in considerare atunci cand incearcd sa
obtina performante optime in cadrul unei
proiectari de sistem cu semnal mixt.

Pregdtirea planului de dispunere a compo-
nentelor va contribui la stabilirea integritatii
generale a proiectului de sistem.

O organizare adecvata a layer-elor placii va
ajuta la gestionarea curentilor si a semnale-
lor pe intreaga placa. In cele din urma,
alegerea celei mai avantajoase scheme de
conectare la masa va imbundtati perfor-
manta sistemului si va preveni orice proble-
me legate de semnalele zgomotoase si de
curentul de intoarcere.

= Analog Devices
www.analog.com
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INDUSTRIE4.0

Ul Industriei 4.0 in
Izarea unor operatiuni

Rol
rea

cu emisii nete zero

Emisiile globale de dioxid de carbon au atins un varf de 36,7
miliarde de tone in 2019. Datorita expansiunii economice,
emisiile au fost cu 60% mai mari decatin 1990, iar in prezent
exista o presiune tot mai mare pentru a tine emisiile sub
control. Industria poate juca un rol principal in acest sens,
deoarece dioxidul de carbon produs in timpul proceselor de
fabricatie contribuie la o fractiune semnificativa din totalul
emisiilor globale. De exemplu, doar productia de beton este
responsabila pentru 8% din emisiile anuale de dioxid de
carbon, in parte datorita volumelor uriase necesare.

Autor: Ankur Tomar
Regional Solutions Marketing Manager
Farnell

&% Farnell

O serie de organizatii care reprezinta
producatorii industriali s-au angajat sa
atinga un nivel de functionare net-zero
pana la mijlocul secolului, dacd nu chiar mai
devreme. Conform doctrinei “net-zero”,
industria se angajeaza sa nu produca nicio
emisie de gaze cu efect de sera care sa nu
fie compensata in vreun fel. In primul rand,
aceasta poate opta pentru procese care nu
produc gaze cu efect de sera. Sau poate
alege sa compenseze emisiile in anumite
parti ale procesului.

Acest lucru ar implica punerea in aplicare a
unor noi metode de captare sau de utilizare
a dioxidului de carbon si a altor gaze cu
efect de sera direct sau prin achizitionarea
de credite de carbon de la organizatii spe-
cializate in captarea carbonului.

Consumul de energie de la

productie la aprovizionare

Obiectivele de a face aproape orice indus-
trie net-zero vor fi greu de atins si vor
necesita atentie din partea fiecarei parti a
lantului de aprovizionare. Organizatiile vor
trebui sa fie responsabile pentru gazele cu
efect de sera eliberate in atmosfera pe care
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le provoaca fiecare etapa a lantului si sa
gdseasca modalitati de reducere sau chiar
de eliminare totald a emisiilor. Existd surse
clare de economisire, mai ales in ceea ce
priveste consumul de energie, care este
adesea principala componenta a emisiilor

de gaze cu efect de serd din lantul de apro-
vizionare. Un anumit consum de energie
este inevitabil, insa, daca acesta poate fi
transferat catre surse regenerabile, conta-
bilitatea va trece mai usor la net-zero.

Chiar daca o temd esentiala din ultimii ani
privind productia industriald a fost aceea
a administrarii livrarilor exact la timp (JIT -
Just-in-time), contabilitatea net-zero poate
schimba calculul eficientei maxime. In cazul
n care un campus de productie instaleaza
o capacitate mare de autogenerare bazata
pe energie eoliand sau solara, acesta are
posibilitatea de a alege intre a utiliza intrea-
ga energie produsa sau a vinde o parte din
aceasta cdtre reteaua publica. Totusi, in cazul
vanzarii de energie catre retea, o problema
cheie in ceea ce priveste generarea de
energie din surse regenerabile este ca
productia de energie se coreleaza rareori
Cu cererea.

Acest lucru poate duce la situatii in care ex-
cesul de energie nu poate fi vandut opera-
torilor de retea si trebuie fie stocat, fie
generatoarele trebuie oprite temporar.
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Alternativ, in cazul in care procesele care
necesita cantitati mari de energie sunt ac-
celerate in perioadele de surplus de ener-
gie, un producdtor isi poate imbunatati
capacitatea de a reduce emisiile globale de
carbon in schimbul unor lucrari suplimen-
tare aflate in curs de executie care trebuie
depozitate inainte de utilizare.

Importanta aplicatiilor de tip

‘cloud computing’si‘edge computing’
Operarea sistemelor de control pentru
procesele-cheie poate fi incorporata intr-o
bucld de reactie la scara larga care sa pro-
fite de cantitdtile mari de putere de calcul
disponibile acum prin ‘cloud computing’si
‘edge computing’ Serverele din cloud pot
rula modele de inteligenta artificiala (Al)
care invata cum sa planifice cel mai bine
schimbadrile in materie de energie si sa
reactioneze la schimbarile meteorologice
si de mediu.

Nevoia de temperaturi ridicate in unele din-
tre procesele care implica mai mult carbon
poate limita rapiditatea cu care orice sistem
poate reactiona pentru a face o diferenta in
ceea ce priveste emisiile globale. Acest
lucru poate limita capacitatea de a raspun-
de la schimbarile in aprovizionarea cu
energie. Cel putin, monitorizarea atenta a
mixului de energie utilizat in fiecare mo-
ment oferd informatii valoroase pentru pla-
nificarea utilizarii creditelor de carbon si a
solutiilor de captare a carbonului. Inte-
gratorii si operatorii de control industrial
pot utiliza diverse strategii pentru a permite
o tranzitie fara probleme de la arhitecturile
existente la una care sa valorifice toate
avantajele oferite de tehnologia ‘edge
computing’in aceste medii.

www.electronica-azi.ro u “ m

Importanta controlului

proceselor in aplicatii

Exista multe alte oportunitati pentru a
ajunge mai rapid la un nivel net-zero.
Productia de ciment ofera un exemplu.
Reactia chimica din centrul procesului de
fabricare a cimentului este responsabila
pentru aproximativ jumatate din totalul
emisiilor din productie. Desi industria ci-
mentului la nivel global si-a imbunatatit
eficienta energeticd, Agentia Internationala
a Energiei araportatin 2021 ca producatori
din unele teritorii nu au respectat acest
lucru. Cercetdtorii care au analizat sursa
discrepantei au precizat cd problema este
una legata de un control mai slab al condi-
tiilor de reactie in timpul producerii princi-
palilor constituenti ai cimentului. Un control
mai precis al procesului ar rezolva proble-
ma si ar oferi oportunitati de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon.

Exista, fara indoiala, multe alte industrii in
care un control imbunatatit al proceselor va
creste eficienta energetica globala la dife-
rite niveluri de scard. Un control mai strict
al proceselor poate reduce caldura rezidu-
ala sau produsele secundare inutile. O mai
buna predictie a circulatiei materialelor va
reduce energia consumata de transport.
Utilizarea unor controale mai eficiente
ajunge pana la actuatoarele si motoarele
individuale. Motoarele sunt responsabile
pentru aproximativ 70% din energia totala
consumata intr-o instalatie de productie.
Pana in prezent, in productia industriala se
obisnuia sa se utilizeze motoare de curent
alternativ asincrone relativ ineficiente,
deoarece acestea au un cost de capital mai
mic si sunt usor de intretinut.

Tehnologiile mainoide
motoare oferd o efi-
cientd electrica mult
mai mare prin redu-
cerea problemelor
precum patinarea,
dar si un nivel mult
mai ridicat de con-
trol.Tn loc sa pastrati
un motor ACin rota-
tie pentruamentine
un cuplu ri-
dicat atunci
cand este ne-
cesar, angrenat
printr-o cutie de vi-
teze, un motor sincron

controlat electronic poate fi programat sa
porneasca doar atunci cand este necesar si
sa furnizeze ceea ce algoritmul de control
stabileste ca fiind cuplul si viteza corecte.
Utilizarea de controlere electronice si drivere
pentru comanda motoarelor de la furnizori
precum Eaton si Maxon se rasplateste nu doar
printr-un consum mai mic de energie elec-
tricd, ci si prin reducerea uzurii si a caldurii. »

o
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Comunicatii pe distante scurte si lungi
A sti cand si cum sa folosesti utilajele este
un element cheie pentru a maximiza efici-
enta energetica si a materialelor. Aici intra
in prim-plan tehnologiile din Industrie 4.0.
Un aspect esential al arhitecturii Industrie
4.0 consta in utilizarea comunicatiilor pe
distante scurte si lungi pentru a permite sis-
temelor de control locale sd facd schimb de
informatii. Aceste sisteme se pot asigura cd
transportoarele sunt active doar atunci
cand produsul trebuie mutat dintr-o locatie
in alta si ca masinile-unelte se pot opri
atunci cand componentele nu trebuie
procesate si, invers, pot trece intr-o stare de
pregatire atunci cand o noua componenta
este pe cale sa fie livrata in celula de
productie. Senzorii si platformele de calcul
distribuite pe scard larga joaca un rol
esential in primirea datelor din intregul
mediu de productie si in luarea deciziilor,
uneori cu sprijinul unor servere la distanta,
pe baza a ceea ce percep in timp real.
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Utilizarea din ce in ce mai frecventa a pro-
tocoalelor wireless, cum ar fi Bluetooth, WiFi
si LoRaWAN, faciliteaza implementarea
senzorilor acolo unde este cea mai mare
nevoie de ei, suplimentand instrumentarul
care alimenteazd masinile-unelte existente
si sistemele care le gestioneaza. Incorpora-
rea acestor senzori si a asistentei in cloud
Nnu necesitd o revizuire completa a sisteme-
lor de control. In multe cazuri, controlerele
logice programabile (PLC) care gestioneaza
masinile-unelte individuale pot rdmane
valabile timp de multi ani. Cu toate acestea,
ele pot fi imbunatatite cu computere indus-
triale care suntimplementate ca module pe
sind DIN pentru a permite incorporarea in
mediile din fabrica mai usor. Automatele
programabile avansate, cum ar fi cele furni-
zate de Industrial Shields si Kunbus, pot
functiona ca upgrade-uri mai performante
pentru automatele programabile existente,
in cazul in care algoritmii de control trebuie
sa fie mai sofisticati.

Senzorii inteligenti: o componenta critica
Utilizarea pe scard larga a senzorilor cuplati
la sisteme inteligente de monitorizare
oferd posibilitatea de a se asigura ca utila-
jele functioneaza la randament maxim si
reduc pierderile la minimum. Daca siste-
mele detecteaza o abatere de la parametrii
normali de functionare in timpul testarii si
inspectiei, echipamentul responsabil poate
fi scos din functiune si verificat rapid. Astfel,
se evitd necesitatea de a face dezmembrari
si reparatii care, in caz contrar, ar avea un
impact negativ asupra rapoartelor privind
emisiile, precum si costuri directe pentru in-
treprindere. De asemenea, producatorii pot
profita de intretinerea predictiva nu doar
pentru a se asigura ca masinile-unelte si alte
sisteme mecanice functioneaza la eficienta

maxima, ci si pentru a programa intretine-
rea in perioadele care se potrivesc cel mai
bine obiectivelor, cum ar fi emisiile de car-
bon. De obicei, decizia de a scoate utilajele
din functiune era ghidata de tiparele de
lucru traditionale. Cu toate acestea, un pro-
gram de analiza poate determina acum ca
metoda cea mai putin costisitoare este de
a programa intretinerea pentru perioadele
in care sursele de energie cu emisii reduse
de carbon sunt mai putin disponibile decat
in alte momente. Modelele de inteligenta
artificiala bazate pe experienta pot utiliza
numeroasele intrari de la sistemele din
fabrica pentru a determina care este cel mai
bun moment pentru a actiona.

Reunirea tuturor elementelor
Modificarile sau modernizdrile izolate nu
pot face decat o mica parte din reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd din indus-
trie. Prin adoptarea Industriei 4.0, produca-
torii pot utiliza multe tehnici diferite pentru
a elimina sursele de emisii de carbon si de
utilizare a energiei in exces, fiecare dintre
acestea adaugandu-se la un obiectiv care
sa facd fezabila o functionare net-zero.

Distribuitorii de componente electronice
cu servicii inalte, precum Farnell, joacd un
rol esential in migrarea unei intreprinderi
catre Industrie 4.0. Distribuitorii care ofera
asistentd tehnica pot lua in considerare in-
frastructura deja existenta si pot consilia intre-
prinderile cu privire la furnizarea de hard-
ware, cum ar fi PLC-uri avansate, module de
senzori, computere industriale si multe dintre
celelalte subsisteme care trebuie combi-
nate pentru a crea un plan net-zero eficient.

E§ Farnell
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Industry 4.0 and the Future of Manufacturing

Eaton descrie in cadrul podcastului global
“The Innovation Experts” de la Farnell cum
pot fi proiectate si analizate sistemele de
automatizare a proceselor.

Farnell a lansat cel de-al patrulea episod
din cea de-a doua serie a podcastului “The
Innovation Experts”, cu Eaton, lider global
in domeniul managementului inteligent
al energiei si al sistemelor industriale.

A doua serie impartdseste opiniile celor
mai importanti experti din industrie, dezva-
luind tendintele, provocarile, produsele si
solutiile care permit tranzitia globala catre
principiile Industrie 4.0 si accelereaza ino-
varea in domeniul lloT (Internetul Industrial
al lucrurilor).

In acest episod, Eaton explica modalitatile
prin care companiile pot realiza optimiza-
rea proceselor cu ajutorul unei proiectari
inovatoare si al analizei“big data” pentru a
prezice nevoile, a lua decizii mai inteligente
si a crea noi eficiente.

Alexandra Rangel, National PowerXpert
Application Engineer la Eaton, scoate in
evidentd provocdrile si beneficiile pentru
companiile care doresc sa adopte cerintele
Industriei 4.0 si sa construiasca fabrici inte-
ligente pentru o performantd optima. Odata
cu avansul noilor tehnologii, cum ar fi inte-
ligenta artificiala si invatarea automata,
hiperconectivitatea, realitatea augmentats,
robotii colaborativi (coboti) si multe altele,
Rangel subliniaza importanta de a avea o
strategie de digitalizare pentru a sprijini
parcursul unei organizatii in Industrie 4.0.

Noile episoade ale serialului The Innovation
Experts sunt lansate la fiecare cateva sapta-
mani si acopera subiecte cheie, inclusiv pro-
iectarea inteligentd a fabricilor si puterea
automatizdrii, sinergia revolutiei industriale
cu electrificarea, cum sa demonstrezi renta-
bilitatea investitiilor din Industrie 4.0 si altele.
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Toate episoadele anterioare de podcast celei
de-a doua serii sunt acum disponibile pe
hub-ul de resurse tehnice al Farnell, inclusiv:

« Episodul 1: Trecerea la Industrie 4.0 fo-
losind masuratori noi si existente - Episo-
dul de debut al seriei se concentreaza pe
modul in care companiile de procesare si
productie pot adopta principiile Industrie
4.0 prin adoptarea digitalizarii. Kevin Goohs,
director al strategiei de implementare loT de
la Omega Engineering, discuta despre mo-
dalitati inovatoare de modernizare a insta-
latiilor existente cu solutii critice, cum ar fi
senzorii si noile sonde digitale inteligente,
pentru a capta informatii in timp real in
fabricd. Companiile vor intelege monitori-
zarea si controlul la periferia fabricii, cum sa
identifice noi mecanisme de transmitere si
analiza a datelor mari (big data) si de ce este
important sd se efectueze evaludri critice ale
proiectelor pilot inainte de a se angaja in
instalarea unui sistem complet.

« Episodul 2: Alinierea sustenabilitatii, a
strategiei de afaceri si a parteneriatelor
cu Industrie 4.0 - Schneider Electric ofera
o prezentare exclusiva a abordarii inova-
toare a companiei in ceea ce priveste dez-
voltarea de noi solutii tehnologice pentru
lloT, inclusiv modul in care invatamintele
cheie sunt transmise direct clientilor. Potri-
vit lui Mark Yeeles, Vicepresedinte Indus-
trial Automation, Marea Britanie si Irlanda,
secretul pentru a progresa in adoptarea
Industriei 4.0 constd in implicarea partene-
rilor strategici care pot ajuta companiile sa
creeze instalatii complet optimizate. Yeeles
este increzdtor ca inginerii si managerii de
fabrici vor fi abilitati de Industrie 4.0 sa ia

decizii mai inteligente si adesea autonome,
care pot eficientiza procesele si accelera
transformarea spre succesul digital.

« Episodul 3: Integrarea este poarta de
acces pentru deblocarea Industriei 4.0 -
Tn al treilea episod al celei de-a doua serii
The Innovation Experts, Advantech explica
de ceintegrarea este portalul de acces pentru
deblocarea principiilor de baza ale tehnolo-
giei Industrie 4.0. Matt Dentino, Industrial
Internet of Things Channel Manager pentru
America de Nord la Advantech, precizeaza
modul in care o politica de lunga durata de
adoptare a arhitecturii deschise a influentat
abordarea companiei in ceea ce priveste
integrarea activelor, gestionarea energiei,
transformarea digitala si monitorizarea si
analiza in timp real. Ascultatorii afla despre
necesitatea unor parteneriate de afaceri
strategice si despre importanta adoptarii unei
noi generatii de ingineri pentru a mentine un
avantaj competitiv pe masura ce Industria
4.0 supraincarcd lumea industriala.

Dave Beck, Director Global E-mech & Passives
la Farnell, a declarat: “Multe companii sunt
interesate sd exploreze modul in care pot uti-
liza principiile fundamentale ale Industriei 4.0
pentru a-si sprijini strategia de digitalizare, dar
adesea nu stiu de unde sd inceapd. In cel mai
recent episod al emisiunii The Innovation
Experts, Eaton explicd ce pasi trebuie urmati
pentru a adopta cu succes cerintele Industriei
4.0 i pentru a obtine beneficii in urma tuturor
investitiilor facute”

Eaton este dedicatd imbunatatirii calitatii
vietii, protejarii mediului si functionarii du-
rabile pentru a-i ajuta pe clienti sa gestio-
neze eficient energia. Prin capitalizarea
cresterii electrificarii si a digitalizarii, Eaton
contribuie la accelerarea tranzitiei mondiale
catre energia regenerabila si la rezolvarea
celor mai urgente provocdri legate de
managementul energiei. infiintata in 1911,
Eaton este listata la bursa din New York de
aproape un secol, cu venituri de 19,6 mili-
arde USD in 2021. Compania deserveste
clienti din peste 170 de tari.

Podcastul The Innovation Experts este dis-
ponibil gratuit de la principalii furnizori de
podcasturi, inclusiv Spotify si Apple Podcasts.

Episoadele viitoare vor cuprinde interviuri
exclusive cu ABB si Red Lion Controls.

Cel de-al patrulea episod al podcastului, cu
Eaton, este disponibil acum pe hub-ul de
resurse tehnice al Farnell.

m Farnell
https://rofarnell.com
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Una dintre fortele motrice ale celei de-a
patra revolutii industriale (14.0) in curs de
desfasurare este proliferarea robotilor si a
cobotilor pentru a spori eficienta si sigu-
ranta unei automatizari accentuate. Pentru
a asigura un control precis al sarcinilor finale,
cum ar fi preluarea si plasarea obiectelor pe
o linie de asamblare sau asigurarea sigu-
rantei operatorilor, trebuie sa fie disponibile
masuratori precise ale pozitiei unghiulare
pentru fiecare punct de rotatie. intr-adevar,
acuratetea functionalitatii finale a unui
robot este limitata, in cele din urma, de pre-
cizia cumulativa obtinuta in fiecare articu-
latie mobild. Deoarece pot oferi o precizie
ridicatd, codificatoarele optice sunt utilizate
in mod regulat in aplicatiile industriale pen-
tru a furniza pozitia de rotatie. Cu toate aces-
tea, codificatoarele optice sunt costisitoare,
implicd un numar mare de componente, iar
performanta lor este degradata de prezenta
contaminantilor si a vibratiilor, care sunt

44

In acest articol, trecem in revista principalele specificatii de
performanta pentru codificatoarele rotative inainte de a
prezenta un senzor inductiv inovator care atinge acum niveluri
de precizie comparabile cu echivalentele sale optice.

frecvente in mediile industriale. Pe de alta
parte, codificatoarele rotative inductive sunt
imune la acesti factori si sunt mai putin cos-
tisitoare; totusi, codificatoarele inductive nu
au oferit, in general, acelasi nivel de perfor-
manta. Din acest motiv, utilizarea lor a fost
limitata in primul rand la aplicatiile din
domeniul automobilelor care nu au nevoie
de o precizie ridicata.

Selectarea unui codificator

Un codificator rotativ mdsoara pozitia
unghiulara a unui arbore si o converteste
intr-o valoare digitala. Atunci cand se
selecteaza un codificator pentru o aplicatie,
principalele considerente sunt rezolutia (in
biti), precizia (in secunde de arc), repetabili-
tatea, latenta, viteza (RPM) si dimensiunea
senzorului (diametrul in mm). intelegerea
diferitelor compromisuri dintre diferitele
tehnologii de codificare subiacente va
ajuta la selectarea codificatorului.

Rezolutia: Aceasta este determinatd de
numarul total de coduri de pozitie in jurul
unei rotatii complete. Avand in vedere un
numar finit de coduri intr-o rotatie, modi-
ficarea de la o citire a pozitiei la urmatoa-
rea cea mai apropiata este, prin urmare,
cea mai micd modificare detectabild a
pozitiei. Rezolutia unui codificator absolut
este exprimatd uzual in biti. O neintelegere
frecventa cu privire la codificatoare este
aceea cd o rezolutie mai mare imbundta-
teste precizia unui sistem.

Este esential sd se stie cd marirea rezolutiei
nu creste neapdrat precizia. Este posibil —
si, de obicei, destul de probabil — ca un
codificator sd aiba o rezolutie mult peste
acuratetea sa.

Precizia: Gradul de precizie al codificatoru-
lui este o masura a discrepantei dintre va-
loarea de iesire a codificatorului si pozitia
reala a arborelui masurat.

ElectronicaeAzinr. 10 /2022




Precizia codificatorului se masoara de obi-
cei in grade, minute de arc sau secunde de
arc. Codifica- toarele standard au o precizie
de aproximativ 2,5 minute de arc (o treime
de grad) sau mai buna, in timp ce codifica-
toarele de precizie de top pot atinge o pre-
cizie de pana la 5 secunde de arc (0,0014
grade). Multe aplicatii robotice industriale
necesita o precizie de 50 de secunde de arc
sau mai buna.

Repetabilitatea: Aceasta exprima cat de
consistent poate reproduce un sistem o
masuratoare atunci cand arborele revine
in aceeasi pozitie dupa o altd miscare.
Orice diferenta in iesirea mdsurata pentru
aceeasi pozitie fizicd este masurata ca
eroare de repetabilitate si este exprimata
de obicei in secunde de arc.

Latenta: Un alt parametru care trebuie luat
in considerare atunci cand se selecteaza un
codificator este rdspunsul in trepte si latenta
sistemului. Latenta, exprimata de obicei in
microsecunde, reprezinta intervalul de timp
de la initierea unei masuratori de pozitie
pand la transmiterea pozitiei calculate catre
controlerul principal. Cu alte cuvinte, daca
controlerul principal “intreabd” codificatorul
care este pozitia sa, oare cat timp dureaza
pentru a primi un raspuns?

Viteza: Avand in vedere latimea de banda
finitda a componentelor electronice utili-
zate pentru a detecta si procesa semnalele
primite de la traductorul senzorului, exista
limite in ceea ce priveste viteza cu care se

| Specificatii de performanta pentru codificatoarele rotative

poate roti un arbore, obtindandu-se in
acelasi timp madsuratori precise ale
pozitiei. La 0 anumita viteza a arborelui,
sistemul electronic al senzorului nu mai
poate tine pasul.

Dimensiunea: Marimea unui senzor de
pozitie este un aspect important in procesul
de selectie a codificatorului, deoarece dife-
ritele aplicatii finale au restrictii diferite in
ceea ce priveste dimensiunea. Este impor-
tant de retinut ca precizia variaza, de obicei,
in functie de diametrul senzorului.

Tipul de traductor: Cele mai comune codi-
ficatoare utilizeaza traductoare optice, in-
ductive sau magnetice pentru a converti
rotatia unghiulara intr-un semnal electric
care poate fi procesat si convertit intr-o
madsuratoare digitala. Codificatoarele optice
sunt cele mai precise, iar cele magnetice
sunt cele mai putin precise, iar precizia codi-
ficatoarelor inductive se situeazd, in general,
intre cele doud, dar cu o suprapunere
considerabila in fiecare directie. Cu cat pre-
cizia unui codificator optic este mai mare, cu
atat costul este mai ridicat. Clientii trebuie
sa puna in balanta cerintele de precizie cu
costul sistemului, precum si alti factori pre-
cum fiabilitatea, usurinta in utilizare si
intretinerea, pentru a gasi solutia optima
pentru nevoile lor.

Codificatoare inductive

Codificatoarele inductive utilizeaza trasee
metalice fabricate sub forma de bobine in-
ductive pe placi de circuite imprimate.

La fel ca alte codificatoare rotative, un codi-
ficator inductiv contine doua parti princi-
pale: un element fix numit stator si un
element mobil numit rotor (tinta). Statorul
este format dintr-o bobina de emisie si doua
sau mai multe bobine de receptie. Bobinele
de receptie sunt imprimate pe placa de cir-
cuit pentru a produce semnale care se
modifica in functie de pozitia rotorului. in
multe modele, circuitele electronice de
procesare a semnalului senzorului sunt, de
asemenea, integrate pe stator. Rotorul nu
contine circuite active si este realizat fie din
material feromagnetic, fie pe un substrat cu
diferite trasee sau modele din material con-
ductiv, cum ar fi cuprul (de exemplu, o placa
de circuit imprimat - PCB).

Atunci cand un curent alternativ este aplicat
pe bobina emitatorului de pe stator, se pro-
duce un cdmp electromagnetic. Pe masura
ce rotorul trece peste senzor, se genereaza
curenti turbionari in tiparul conductiv de pe
suprafata tintei. Acesti curenti turbionari
creeaza un camp opus, care moduleaza
densitatea de flux intre senzor si tinta, care
la randul sau produce o tensiune la bobi-
nele receptorului de pe stator.

Amplitudinile si fazele tensiunilor recepto-
rului variaza pe masura ce tinta se roteste in
raport cu statorul, permitand astfel calcula-
rea pozitiei tintei.

Codificatoarele inductive ofera o serie de
avantaje cheie care le fac foarte utile pentru
aplicatiile industriale: >

|

[EERIER] Brat robotizat pe o linie de productie industriald.

www.electronica-azi.ro u n m

J;_h
}......l.lL...L.

=
R L4

© onsemi

45



CONTROL INDUSTRIAL

m Senzori rotativi de pozitie
>

1. Suntinsensibile la aproape toate formele
de contaminare sau interferentd, inclusiv la
lichide, murdarie si praf, cAmpuri magnetice,
EMI si vibratii puternice.

2. Datorita sensibilitatii lor scdzute la
vibratiile mecanice, codificatoarele induc-
tive pot face distinctia intre translatia dintre
rotor si stator si rotatia dintre rotor si stator.
De exemplu, ei pot distinge intre miscarea
de rotatie (care este masurata) si vibratiile
pe axa X, y sau z (care pot fi rejectate).

3. Robustete: Codificatoarele inductive
utilizeaza cuplarea inductiva intre intreaga
suprafata a rotorului si intreaga suprafata
a statorului. Bobinele de pe PCB ar trebui
sa fie sectionate inainte ca acesta sa nu
mai functioneze.

4. Spre deosebire de codificatoarele mag-
netice, detectarea inductiva nu are o depen-
denta de ordinul intai fatd de temperatura.
Astfel, precizia si repetabilitatea codifica-
toarelor inductive in functie de temperatura
sunt cu cateva ordine de mdrime mai bune
decat cele ale detectiei magnetice.

Rotor PCB\

Freely spins with
shaft

Stator PCB
Stationary mounts
for encoder housing

Tehnologie inductiva inovatoare

Tn timp ce caracteristicile codificatoarelor
inductive le fac foarte atractive pentru
aplicatiile industriale, acestea au fost limi-
tate din punct de vedere istoric la cazurile
de utilizare care nu necesitau un grad ridi-
cat de precizie (de exemplu, < 100s de se-
cunde de arc) si care functionau cu o viteza
de rotatie redusa. NCS32100 de la onsemi
este un nou senzor rotativ de pozitie dual
inductiv, ce poate oferi precizia asociata in
general cu codificatoarele optice de nivel
mediu si Tnalt in aplicatii industriale, care
opereaza la viteza mare. Acest dispozitiv
inovator, cu tehnologie brevetata, are opt
canale de semnal ce pot fi alocate in di-
verse moduri pentru a fi utilizate cu pana
la opt bobine statorice pentru a asigura
pozitionarea fina si grosiera.

Atunci cand este asociat cu bobinele stato-
rice si rotorice corespunzatoare, NCS32100
calculeaza pozitii absolute la viteze mari si
cu o precizie ridicata.

Shaft

Connector

© onsemi

Senzor rotativ de pozitie dual inductiv.
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Depadsind cu usurinta codificatoarele in-
ductive de ultima generatie, NCS32100
permite o precizie de 50 de secunde de arc
sau mai buna la viteze de pana la 6.000
RPM. Acesta poate suporta viteze de pana
la 100.000 RPM (cu o reducere a preciziei)
si este un senzor inalt integrat care contine
un procesor Arm® Cortex®-M0+ cu memo-
rie Flash pentru a stoca setarile de confi-
gurare. NCS32100 ofera un nivel de inte-
grare care transforma totul intr-o solutie
simpld si usor de utilizat.

Alte caracteristici valoroase suplimentare in-
clud detectarea defectiunilor pentru a aver-
tiza daca nivelul de incdrcare al unei baterii
de rezerva este scazut, daca senzorul este
disfunctional sau daca este detectata o stare
de supratemperatura. De asemenea, vine cu
o rutind de autocalibrare integrata si rapida
(pentru a minimiza timpul de nefunctionare
a productiei) care ii permite sa compenseze
asimetriile pe PCB.

Aceastd calibrare este inalt automatizata si
rapida, necesitand doar 2 secunde, mini-
mizand impactul asupra timpului de
productie. Are o interfatd de programare
usor de folosit si poate fi utilizat cu diversi
senzori si PCB-uri cu diferite modele,
forme, dimensiuni si factori de forma pen-
tru o flexibilitate maxima de proiectare.

NCS32100 aduce detectia de pozitie in
domeniul industrial la nivelul urmator
Robotii industriali si cobotii necesita codifi-
catoare din ce in ce mai robuste pentru a
asigura detectarea pozitiei cu precizie
ridicatd si de mare vitezd. Avand o imunitate
excelentd la interferentele cauzate de o
mare varietate de factori de mediu, codifi-
catoarele inductive prezinta un mare interes
pentru aceste aplicatii industriale. In timp ce
imprecizia lor relativa a limitat, in trecut,
adoptarea encoderelor inductive in siste-
mele electromecanice complexe, senzorul
rotativ de pozitie de la onsemi ofera acum
solutia optima pentru detectia rotatiei in
aplicatiile industriale.

Senzorul rotativ de pozitie NCS32100 de la
onsemi utilizeaza o noua abordare a
detectiei inductive a pozitiei pentru a depasi
limitdrile istorice si pentru a permite o noua
generatie de codificatoare rotative de
pozitie de mare precizie in aplicatiile indus-
triale de mare viteza.

= onsemi
WWw.onsemi.com

onsemi
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Acum in stocul RS Components:

Control motoare
si protectie

pana la

18,5kW/25CP

Contactoarele CWB sunt dezvoltate in acord
cu standardele internationale IEC 60947 si UL
508, iar linia de contactoare WEG, CWB ras-
punde cerintelor de aplicatii industriale de pe
plan mondial. Alaturi de contactoare va sunt
oferite relee termice de suprasarcina si intre-
rupatoare de circuit cu scop de protectie.

Contactoarele WEG, CWB sunt modulare si
compacte, dar in acelasi timp robuste si
extrem de fiabile. Instalarea usoard si
economiile de energie rdspund astepta-
rilor utilizatorilor care doresc sa realizeze
automatizarea intr-un mod mai simplu si
mai practic. CWB-urile sunt proiectate cu
modelul vizual si identitatea WEG, un
brand recunoscut la nivel mondial pentru
calitatea sa.

La proiectare, in vederea simularii a fost uti-
lizat software de analiza cu elemente finite
si de modelare pentru simularea compor-
tarii din punct de vedere electromagnetic si
electromecanic, oferind prin contactoare
WEG CWB solutii optimizate cu o rezistenta
de contact redusa. Se asigura un produs cu
o durata de viata mecanicd si electrica
lunga, intr-o dimensiune redusa si cu un
consum mai mic de energie. Contactele
electrice ale contactoarelor CWB sunt fabri-
cate cu aliaje speciale de argint, care asigura
o conductibilitate electrica excelenta si o
fiabilitate ridicata a contactului.

WEG investeste continuu in facilitati si
procese de productie de ultima generatie
si in dezvoltarea de componente de incre-
dere. S-a pornit de la ideea ca unitdtile de
productie trebuie sa fie robuste, fiabile,
inovatoare si sustenabile din punct de
vedere ecologic.

Controlul calitatii: componentele de control
si protectie ale motoarelor WEG sunt pro-
duse in unitati care functioneaza conform
celor mai exigente standarde de calitate si
control al procesului, cum ar fi [EC si NEMA.

Certificdrile ISO 9001, ISO 14001 si ISO 50001
ilustreaza si mai mult angajamentul com-
paniei fata de standardele internationale
de calitate.

Sisteme industriale
pentru imbunatatirea
productivitatii

WEG pune la dispozitie componente de
control si protectie conforme IE3: alege-

rea corecta pentru sistemele de actionare
premium cu motoare.

Bobinele de consum redus ale contactoare-
lor WEG de pana la 38A permit functionarea
n siguranta cu un consum minim de ener-
gie de pana la 6W in DC si pana la 7,5VA in
AC. Pe langa economiile de energie, con-
sumul scazut al bobinelor contactoarelor
CWB permite reducerea dimensionala a
sursei de alimentare.

Atunci cand sunt bine dimensionate si apli-
cate corespunzdtor, metodele traditionale
de pornire a motoarelor electrice, cum ar fi
DOL si stea-triunghi cu ajutorul contactoa-
relor, sunt cele mai sigure si cele mai bune
mijloace cost-beneficiu pentru a porni si
proteja motoarele electrice la joasa tensi-
une. Astfel, contactoarele CWB sunt proiec-
tate sa functioneze intr-un mod sigur si fiabil,
cu cel mai mic consum de energie.
Deoarece contactoarele CWB sunt com-
pacte, cu latimea de 45mm si sunt disponi-
bile pana la 38A (18,5kW @ 380/ 415V AC-3
si 25CP @ 480V UL 3-ph), se poate reduce
dimensiunea generala a tablourilor elec-
trice in comparatie cu solutiile traditionale
de contactoare cu aceleasi valori nominale.

Pentru aplicatiile care necesita interblo-
care mecanica intre contactoare, WEG a
dezvoltat un nou sistem mecanic care
asigura montarea compacta si usoara fara
a fi nevoie de unelte.

Integrarea armonioasa dintre linia de contactoare si relee de suprasarcinad WEG CWB si intrerupdtoarele de protectie a motoarelor
permite asamblarea rapidd si usoard a demaroarelor compacte si a seturilor de protectie a motoarelor electrice de JT cu un excelent

raport cost-beneficiu.

COMPEC

IUROCON COMPEC SRL
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Autor: Gramescu Bogdan
Aurocon Compec | www.compec.ro
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Eficienta sursei

de alimentare

Autor: Constantin Savu
ECAS ELECTRO

Sursa de alimentare cu putere este cea
mai importanta parte a unui aparat sau
sistem bazat pe energie electrica. Pot fi sis-
teme bazate pe fluide — pneumatice sau
hidraulice (de exemplu, actionari in auto-
matizari, robotica in medii periculoase) —
care nu folosesc direct energie electricd, dar
sunt bazate tot pe aceasta.

Eficienta este raportul dintre puterea
totala de iesire si puterea de intrare,
exprimata in procente. Acest lucru este
specificat in mod normal la sarcind maxima
(curent maxim la iesire) si la tensiunea
nominala de intrare.

Eficienta sursei de alimentare este cantita-
tea de putere furnizata efectiva componen-
telor raportatd la puterea electrica extrasa
de la priza de alimentare.

Puterea utila la iesire

Eficienta=——MM
Puterea totala la intrare

www.electronica-azi.ro Q rﬂ [m l@

Daca sursa de alimentare este destinata
functionarii continue (24h), curentul nomi-
nal nu trebuie sa depdaseasca 80% din cu-
rentul maxim. Este strans legat de tempe-
raturd. Eficienta curenta (sau puterea) tre-
buie sa se refere intotdeauna la tempera-
tura de functionare, adica temperatura
ambiantd a sursei de alimentare.

Daca este necesara o sursa de alimentare
cu o eficienta de 75% pentru a furniza o pu-
tere de 75W unei sarcini, aceasta va absorbi
100W din priza. Ceilalti 25W sunt pierduti
sub formad de caldura si alte pierderi. Daca
eficienta e de 90%, se vor consuma 83W
pentru a furniza 75W, deci mai putine pier-
deri inseamnd mai putina energie de la
retea pentru aceeasi putere de iesire.
Sursele de alimentare nu au o eficienta
constanta. Eficienta variaza in functie de
diversi factori, in special de temperatura si
de nivelul puterii (curentul) pentru sarcina.
Sursele din dispozitive isi ating eficienta
maxima atunci cand sunt operate la circa
50% din sarcina.

Temperaturile din mediu care depdsesc
+40°C trebuie evitate, fiindca sursa va disipa
greu si pe duratd limitata cdldura proprie,
daca are racire fara ventilator, iar in final se
activeaza o protectie termica ce reduce cu-
rentul de iesire. Unii producatori asigura
functionarea la temperaturi mai ridicate.
Temperatura maxima specificata de produ-
cator pentru unele dispozitive este de
+70°C, dar trebuie consultata specificatia:
care este sarcina relativa la temperatura de
functionare.

De exemplu, o sursa de alimentare modu-
lara de inalta calitate 12V / 12,5A / 150W.
Temperatura de functionare:-10°C.... +70°C.
Fisa de date arata o dependentd a sarcinii
fatd de temperatura de functionare. Se
poate constata ca sursa livreaza la sarcina
o putere maxima pana la +50°C. La o tem-
peraturd ambientalad de +70°C, sarcina poate
fi alimentata la 50%, adica la jumatate. La
+70°C, eficienta de curent al sursei scade
dela 12,5A, la 6,25A.
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Majoritate surselor din dispozitivele comer-
ciale disponibile sunt create sa functioneze
eficient pana la +30°C.

Aceasta inseamna ca trebuie sa cumparati
o sursa de putere mai mare, care e mai
scumpa. Dar, la un PC are beneficii: cost mai
mic la electricitate, PC-ul disipa mai putinad
caldura si un zgomot redus la ventilator.

Pierderi in eficienta sursei de alimentare
Nu este posibil sa se obtina o eficienta de
100% a sursei de alimentare din cauza
pierderilor de energie, dar cu un design
adecvat si selectarea componentelor, sunt
posibile eficiente ridicate intre 95% si 97%.
Pierderile in sursele de alimentare apar din
cauza pierderilor de putere ale compo-
nentelor pasive si active si sunt mai mari
in sursele liniare decat in sursele cu
comutatie (SMPS).

Pierderi de componente pasive

 Pierderi de rezistenta (RI?)

« Pierderi de inductor in miezul magnetic
si pierderi rezistive in fire

« Pierderiin condensator

Pierderi de componente active
 Pierderi in MOSFET si diode

MOSFET-urile si diodele dau majoritatea
pierderilor de putere, sub forma de cal-
durd, datorate pierderilor de conductie si
de comutare. Diodele au pierderi prin
caldura, proportionale cu curentii directi.

Ce este intrarea universala?

Intrarea universala inseamna ca domeniul
deintrare al sursei de alimentare este intre
85 ... 264VAC si poate functiona la 50 si
60Hz. Aceste surse de alimentare pot fi uti-
lizate oriunde, la retea de 110 sau 230VAC.
Aplicatiile echipamentelor din teren, pot
functiona cu tensiuni de intrare variate, AC
sau DC: 85 ... 264 VAC, respectiv 124 ...
370VDC. Sub aspect tehnic, sursele de ali-
mentare au eficiente mai mari atunci cand
la intrare sunt conectate la 230VAC, in
comparatie cu 110VAC. Sursele de alimen-
tare cu intrare universala sunt mai com-
plexe si mai costisitoare, sunt mai mari si
au o eficienta mai mica fata de sursele cu
o singura tensiune de intrare.
Dispozitivele mobile (telefoane, tablete,
laptopuri si altele) au surse cu intrare
universala (zise adaptoare), singura grija
fiind modelul de stechdre pentru priza de
perete.

Detalii WEB

https://www.sunpower-uk.com/glossary/what-is-uni-
versal-input
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Pierderile dinamice in MOSFET-uri si pier-
derile de comutare a diodei apar in timpul
tranzitiei intre stdrile ON si OFF, deoarece
trebuie consumata putere pe masura ce
dispozitivele isi schimba starile.

Chiar daca sunt scumpe, componente de
calitate superioara si caracteristici mai bune
produc iesiri mai bune, cu mai putine
ondulatii, zgomot electric redus, dar si mai
putind caldurd si o mai buna reglare a
tensiunii.

Factori luati in considerare la proiectarea

sau la alegerea sursei de alimentare uni-

versale:

o Cost

e Dimensiuni

 Eficienta

e Mediu de lucru, in special gama de
temperatura

o Corectia factorului de putere (PFC)

e Perturbari prin interferenta
electromagnetica

Detalii WEB

https.//www.pfc-engineering.com/our-services/power-

factor-correction
https://www.monolithicpower.com/en/power-factor-
correction

Trei probleme importante legate de

sursele de alimentare

« Temperatura afecteaza sursa si reduce
eficienta

« Factorul de putere afecteaza sursa si
reteaua AC

« Armonicele afecteaza reteaua AC

Temperatura afecteaza

sursa si reduce eficienta

Un mediu cu temperatura ridicata repre-
zinta una dintre cele mai mari amenintdri
pentru eficienta si fiabilitatea sursei de ali-
mentare. Poate scddea sau opri furnizarea
de curent si scurteaza durata de viatd a sur-
sei, dar faptul ca trebuie compensata tem-
peratura ridicata a sursei poate creste greu-
tatea si dimensiunea sursei (prin radiatoare
si ventilatoare), afectand intregul design.
Energia electrica irosita sub forma de cal-
dura (in wati), va duce la o crestere a tem-
peraturii ambientale in cadrul unui sistem.
Temperaturi ridicate pot cauza defectarea
izolatorilor si sldbirea conexiunilor mecanice
si, astfel, pot scurta durata de viata a sursei.
Conectorii sunt supusi la dilatari termice
afectand impedanta la punctul de conectare.

Limite de temperatura de functionare
Depadsirea temperaturii minime sau maxi-
me pentru o sursa de alimentare duce la
degradarea performantelor (eficienta, ondu-
latia, respectare EMI), reduce durata de uti-
lizare sigura si defectarea totala.

TDK Lambda. Seria compacta CUS250M

Surse de alimentare AC/DC. Intrare: 85 ... 264VAC. lesire: 12V si 24V (ulterior si 15V, 18V,
24V, 28V, 36V si 48V). Dimensiune standard industriala de 2 x 4 inch. Putere 250W,
rdcire prin convectie si conductie. Gama de temperaturd: -20 ... +85°C.

Eficienta de peste 94%. Curentii foarte mici de scurgere la pdmant (< 150uA) si curentul
de atingere (<10uA pentru clasa I, <70uA pentru clasa Il) permit dezvoltarea de
aplicatii in domeniul medical.

ElectronicaeAzinr. 10 /2022



LABORATOR | Caracteristici esentiale ale surselor de alimentare

Functionarea sub temperatura minima

Temperaturile scazute duc la reducerea capacitatilor condensa-
toarelor electrolitice, cum ar fi cele care tin tensiunea dupa redre-
sor sau cele utilizate la iesirea sursei. O reducere a capacitdtilor
poate duce la cresterea ondulatiei si chiar la pornirea esuata.
Dispozitivele NTC sunt utilizate ca dispozitive de protectie a cu-
rentului pentru dispozitivele electrice si electronice, care limi-
teazd usor si eficient curentii anormali, inclusiv un curent de
pornire la momentul pornirii. Daca temperatura scade prea
mult, valoarea lor creste panad la un punct incat reduc eficienta
sau inhiba functionarea.

Filtrul EMI este afectat de temperaturile componentelor. In afara
intervalului de temperatura specificat, filtrul nu va atenua in
mod eficient emisiile si va determina neconformitatea sursei cu
reglementarile EMI.

Functionarea peste temperatura maxima.

Fiabilitatea si durata de viata a multor componente sunt direct
legate de temperatura lor de functionare. Componentele, cum
ar fi condensatorii electrolitici ai unei surse de alimentare, pot
vedea reduceri drastice ale duratei de viata asteptate din cauza
functiondrii peste temperatura lor nominala. In cazul in care
cresterea temperaturii provoaca o crestere a curentului de on-
dulare, se poate astepta ca temperatura condensatoarelor de
iesire sa creasca datoritd puterii disipate in rezistenta serie
echivalenta (ESR).

Studiile afirma ca o crestere cu 10°C a temperaturii peste tempera-
tura ambianta ar trebui sa reduca la jumatate durata de viata a
condensatoarelor electrolitice din aluminiu.

Factorul de putere (PF) din sistemele electrice este adesea
mentionat, dar, uneori, nu este pe deplin inteles.

Definitia factorului de putere (PF): intr-un circuit AC pur rezistiv,
formele de unda de tensiune si curent sunt in faza, schimband
polaritatea in acelasi moment in fiecare ciclu. Daca sunt prezente
sarcini reactive (condensatoare sau inductoare), energia stocata
n aceste sarcini are ca rezultat o diferentd de timp intre curent si
tensiune, deoarece energia stocata nu este disponibila sincron
pentru a fi furnizata la sarcina si apare ca putere aparentd. Daca
PF e mai mic de 1,0 se considera ca factor de putere intarziat.
In unele regiuni se impune corectia factorului de putere peste
un nivel de putere al sursei, ceea ce creste pretul prin adaugarea
PFCla o sursa.

Metode de crestere a factorului de putere si a tipurilor de sarcina
Proiectantii de sisteme electrice vor sa creascd PF cat mai aproa-
pe de 1,0 posibil prin incorporarea de dispozitive “corectoare
PF”in surse sau in sistem. Metodele de corectie depind daca
sarcina este liniara sau neliniard.

Sarcina liniard - Exemplu: motoare cu inductie si transformatoare
pot fi corectate prin addugarea unei retele pasive de condensa-
toare sau inductoare. Condensatoarele stocheaza energia elec-
trica ce poate fi utilizata pentru a alimenta campurile magnetice
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Sarcina neliniara - Exemplu: echipamente care au redresoare,
o forma de descarcare cu arc (lampile fluorescente), aparate de
sudura electrice, cuptoare cu arc etc. Acest tip de sarcina va dis-
torsiona curentul absorbit in un sistem. Curentul in sarcini ne-
liniare este intrerupt de dispozitivele de comutare din interiorul
echipamentului. >
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Comutarea are ca rezultat prezenta in curent
a unor componente de frecventa care scad
factorul de putere. Pentru sarcini neliniare,
poate fi incorporata corectia activd sau
pasiva a factorului de putere pentru a con-
tracara distorsiunea si a creste PF. Dispo-
zitivele de corectare a PF pot fi instalate in
exterior: la o substatie centrald, rdspandite
in sistemul de distributie, fie in interiorul
consumatorului de energie asa cum apare
o sursa AC-DC.

Exista doua cauze principale ale factorului
de putere scazut:

Defazarea: apare cand undele de tensiune
si undele de curent sunt defazate, din
cauza elementelor de circuit reactive: in-
ductoare sau condensatoare.
Distorsiunea: Este modificarea formei si-
nusoidale originale a undei, fiind cauzata
de circuite neliniare, cum ar fi cele redre-
soare. Aceste unde neliniare au continut
de armonice, ceea ce distorsioneaza ten-
siunea din retea AC.

A

DNVAV

Daca prima frecventa fundamentala este
de 50Hz, atunci a 2-a este de 100Hz, iar a
3-a este de 150Hz.

Sursele de alimentare monofazate (de
exemplu, cele din calculatoare) si balasturile
din corpurile de iluminat sunt bogate in ar-
monica a 3-a si multiplii lor impari. Chiar si
la curentii de faza perfect echilibrati, curentii
armonici din firul neutru (N) al retelei AC pot
totaliza 173% din curentul de faza. Acest
lucru duce la supraincalzirea neutrelor.

Se ajunge ca firele neutre din alimentarea
AC a echipamentelor electronice sa fie su-
pradimensionate la cel putin 173% din
puterea conductorilor de faza pentru a
preveni problemele. ITIC (Information
Technology Industry Council) recomanda
sd se reduca sarcina transformatoarelor,
incarcandu-le la cel mult 50% pana la 70%
din kVA de pe placuta de identificare, con-
form unui calcul de bazd, pentru a com-
pensa efectele de incalzire armonica.

Tensiunea pe
condensator Y

Curentul in
condensator
t

Tn timpul conversiei AC la DC, dispozitivele
electronice de putere sunt pornite in timpul
unei fractiuni din fiecare 1/2 ciclu, deter-
minand ca tensiunea si curentul sa fie ab-
sorbite in impulsuri pentru a obtine iesirea
necesara DC. Aceastd variatie mare de ten-
siune (tensiune de ondulare), necesita un
condensator, ca un rezervor, conectat in
paralel cu puntea de diode pentru netezirea
ondulatiei tensiunii. Condensatorul este in-
carcat intr-un timp foarte scurt. Astfel, apar o
serie de varfuri scurte de curent in conden-
sator, care nu seamdna deloc cu un sinusoida.
Aparitia sarcinilor electronice neliniare, asa
cum sunt sursele cu comutatie —in care ten-
siunea AC este convertita intr-o tensiune
DC, a modificat modul in care puterea era
extrasa traditional dintr-o unda sinusoidala
normald AC.

Ce sunt armonicile in electricitate?

Curentii de sarcina neliniari variaza foarte
mult de la o formd de undd sinusoidala la
alta; adesea sunt pulsuri discontinue.
Aceasta inseamna ca incarcdrile neliniare
sunt extrem de ridicate in continut armonic.
Armonicele sunt curenti sau tensiuni cu
frecvente ce sunt multipli intregi ai
frecventei fundamentale de putere, 50Hz.
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Care este efectul armonicilor

in sistemul AC?

Simplu spus, exista doua efecte de baza: ar-
monicile de curent cauzeaza curent nedorit
si supraincalzire. Armonicile de tensiune
cauzeaza functionarea defectuoasd a echi-
pamentului. Dispozitivele care pot provoca
perturbari armonice includ redresoare, star-
tere si surse de alimentare cu comutatie,
toate acestea fiind neliniare.

Proliferarea echipamentelor electronice
(calculatoare, sisteme UPS, unitdti de memo-
rie cu viteza variabila, controlere logice pro-
gramabile si altele asemenea) au facut ca
sarcinile neliniare sa fie o parte semnifi-
cativa a multor sisteme.

Aceasta este o problemd foarte mare si pen-
tru sursa de alimentare si pentru reteaua
electricd AC. Puterea reactivd nu foloseste, dar
centrala electricd trebuie sd genereze energie
electricd mai mult decdt puterea aparentd.

Regulamentul 2019/1782 al Comisiei UE,
din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerin-
telor de proiectare ecologica pentru sur-
sele de alimentare externe. Doud cerinte
sunt de baza: consumul propriu al sursei in
starea de asteptare a utilizarii si corectia
factorului de putere.

Dupa anul 2011, conform Eco 244/2009
toate sursele pentru LED-uri, de peste 25W
trebuie sa aiba PFC de 0,90.

Sarcina completa a unei surse de alimen-
tare. Fisa tehnica a fiecarei surse de alimen-
tare mentioneaza despre aplicarea unei
sarcini complete si a unei sarcini minime.
Daca furnizeaza curentul nominal (poate
fi curentul maxim) la tensiunea nominala,
atunci sarcina conectata este sarcina
completa.

Cea mai importanta valoare care sa preo-
cupe utilizatorii este sarcina minima de
incdrcare. Aceasta este valoarea necesara
pentru ca multe surse de alimentare (cu
sau fara comutatie) sa functioneze corect.
Daca nu are sarcina minima adecvata,
sursa de alimentare pare sa se porneasca
si sd se opreascd rapid. Lasand o iesire fara
incdrcare pe ea, sursa nu intrd in regimul
normal fiindca nu poate urmari iesirile care
trebuie sd fie stabilizate.

3 N

o formd de undd distorsionatd (rosu).

Prezenta unei armonice de ordinul 3 provoacad

B forma de unda non sinusoidala
By prima armonica (fundamentala - 50Hz)
B 2 3-a armonica

a 5-a armonica

ElectronicaeAzinr. 10 /2022



LABORATOR | Caracteristici esentiale ale surselor de alimentare

TDK
Ghid de selectie a surselor de alimentare
TDK este un furnizor global si lider recu-
noscut al produselor de conversie a puterii
potrivite pentru multe aplicatii, industriale
si energetice, medicale si asistenta medi-

TDK Lambda. Seria HWS-100A-5/ME cala, testare si masurare, semifabricate si
Sursd de alimentare AC/DC, medicald de inaltd calitate siinaltd durabilitate, functionare ~ TIC/difuzare.
non-stop. Intrare: 85 ... 265VAC, 120... 370 DC. lesire: 24VDC. Putere: 100W @ 50°C, réicire  Detalii: https.//product.tdk.com/en/products/

prin convectie. Gama de temperaturd: -10... +70°C. Eficientd: 86% (tipic). power/switching-power/ac-dc-converter/
index.html
| |

Referinte WEB

« https://www.cliffordpower.com/wp-content/
uploads/2020/01/1S_40_Power._Factor.pdf
* https://www.itic.org
» https://commission.europa.eu/energy-climate-
change-environment/standards-tools-and-labels/
products-label-ling-rules-and-requirements/energy-
label-and-ecodesign/energy-efficient-products/exter-
TDK-Lamibsela .
DRBS0-24.1 i ‘ nal-power-supplies_en
; ' » https://product.tdk.com/en/products/power/switch-
ing-power/ac-dc-converter/index.htm/

Despre autor:
DI. Constantin Savu — Director

general al firmei ECAS Electro
— este inginer electronist cu
o experienta de peste 30 ani
in domeniul componentelor
electronice si al selectarii acestora pentru
aplicatii. Fiind bun cunoscator al compo-
nentelor si al tehnologiei de fabricatie a
modulelor electronice cu aplicatii in dome-
niile industrial si comercial, coordoneaza
direct productia la firma de profil Felix
Electronic Services.

ECAS Electro (www.ecas.ro) este
distribuitor al produselor TDK

TDK-Lambda. Seria DRB, surse pe sina DIN

Puteredela 15W la 480W. Intrare: 85 ... 264 VAC. Variante ce admit intrare: 350... 575VAC,
lesiri 12V, 24V, 48V. lesire reglabile: 11,4 ... 15VDC, 22,5 ... 29VDC, 45 ... 56VDC. Gama de
temperaturd: -25 ... +70°C. Sarcina scade linear peste +55°C. Eficientd 89 ... 94%. Seria
este ideald pentru automatizdri industriale, cladiri si controlul proceselor.

https.//www.tdk.com/en/index.htm/

Detalii tehnice :
Atentie: Nu aplicati o sarcind la valoarea sarcinii maxime pentru o perioadd lungd de timp,  Emil Floroiu | emil@floroiu.ro
deoarece poate duce la supraincdilzirea sursei de alimentare si activarea protectiei, scdzdnd  birou.vanzari@ecas.ro
curentul desi mediul nu este la temperaturd maxima!
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Ce sunt si cum functioneaza intrerupatoarele de circuit miniaturale (MCB)?

Intrerupatoarele de circuit miniaturale sunt larg utilizate ca elemente izolatoare in aplicatii
casnice, comerciale si industriale. Articolul prezinta principalele tipuri de intrerupatoare
de circuit si un scurt ghid, care include urmatoarele: ce este un MCB, cum opereaza un

astfel de dispozitiv, tipuri diferite de MCB-uri.

intrerupéatoare de circuit

Este vital sd existe un sistem eficient si bine realizat de protectie
a circuitelor in fiecare cladire. Nu numai cd protejeaza masinile si
echipamentele de daune costisitoare sau chiar mai rau de un
incendiu electric, dar o bund protectie a circuitelor asigurd, de
asemenea, siguranta oamenilor.

BARE COLECTOARE

O bara colectoare este un kit
folosit pentru a face distributia
complexd a energiei mai usoara,
mai putin costisitoare si mai
flexibild. Barele electrice vin sub

400-4028

diferite forme, cum ar fi: bare so-
!Ide’ pen2| plate sau.plgpter?l Cod de producator
izolati. Ele sunt de obicei fabri- ‘505 1g

cate din cupru, alama sau alumi-

niu. Functia principala a unei bare colectoare este de a transporta
energie electrica de la alimentatoarele de intrare si de a o distribui
in siguranta si eficient catre alimentatoarele de iesire.

La Aurocon COMPEC dispunem de o gama ampla de bare colectoare
furnizate de la marci cunoscute, lideri industriali, inclusiv: Schneider
Electric, Siemens, ABB, Eaton si Legrand.

Care sunt diferitele tipuri de bare colectoare? Dupa cum s-a
mentionat mai devreme, barele colectoare sunt utilizate pentru
a distribui energia electrica de la alimentarea de intrare catre alte
dispozitive. Ganditi-va la ele ca la o jonctiune electrica intre intrare
si iesire. Tipul si dimensiunea barei voastre depinde de locul in
care este utilizata.

CIRCUITE DE DECLANSARE

Circuitele de declansare reactioneaza la defectiuni de impamantare,
scurtcircuite sau suprasarcina termica. O declansare a circuitului
deschide circuitul in cazul unei stdri defectuoase.
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Declansarea devine activata atunci cand
detecteaza caldura de la o suprasarcina sau
un curent ridicat de la un scurtcircuit.

e
D

iz
=i

Care sunt diferitele tipuri de circuite? Exista

douad tipuri de circuite de declansare: elec- % v
tromecanice si electronice. O declansarea g 5?*_:
circuitului electromecanic are doua parti u: ’g@if
mobile, care lucreaza impreund pentruade- || E g éi
termina cand sa se deschida circuitul. Cele uf s ¢
doua parti au un dispozitiv sensibil la curent ; €

si un dispozitiv sensibil la cdldura. O

declansare a circuitului electric este mai €
putin mecanica, deoarece este un dispozitiv

programabil. Masoard si cronometreaza cu-
rentul care trece prin intrerupator, furnizand 121-6864
electronic un semnal de declansare atunci
cand este necesar. RS PRO

INTRERUPATOARE DE CIRCUIT ELECTRONICE

Intrerupatoarele electronice sunt
dispozitive electrice actionate auto-
mat, proiectate pentru a proteja un
circuit electric. Ele intrerup un circuit
ori de cate ori curentul trece peste
un nivel sigur.

Cum functioneaza intreruptoarele
electronice? intreruptoarele electro-
nice previn suprasarcina sau scurt-
circuitul. Functia lor de baza este de
a mentine un sistem electric sa
functioneze in siguranta prin intre-
ruperea circulatiei curentului atunci
cand este detectata o defectiune.

123-6688 Murrelektronik

Cod de producitor
9000-41034-0100400
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Dispozitivele fac acest lucru printr-o combinatie de st y
limitare activd a curentului electronic in cazul unui Pentru oferta variata de peste 65.000 de produse:

scurtcircuit §| dezactivare la Suprasarciné_ EIECtFOiCE, AUtomatizare Sl COﬂtFOl, Electl’ice, Testare si

De ce sunt importante intreruptoarele electronice? Masurare, Scule si Depozitare, Mecanice si Consumabile,
in locuinte, exista, de obicei, un intrerupator elec- Siguranta.

tronic principal care protejeaza intregul sistem, plus 2
intrerupatoare mai mici incorporate in multe aparate
de uz casnic, cum ar fi masinile de spélat, uscatoarele
si sistemele de aer conditionat. Fara intrerupatoare
de circuit (sau, ca alternativa, sigurante), ar exista un
potential ridicat de izbucnire a unor incendii sau a
altor probleme cauzate din actiuni simple de cablare
si defectiuni ale echipamentelor. In comparatie cu
sigurantele, care functioneaza o singura data si apoi
necesita inlocuire, intreruptoarele pot fi folosite din
nou si din nou.

DISPOZITIVE DE MONITORIZARE A ENERGIEI

221-1282

MT100/630
Marca

Schneider Electric

Cod de producitor
V434205

Dispozitivele de monitorizare a energiei sunt utili-
zate pentru a culege, colecta, masura si trimite cu
precizie informatii despre o instalatie electrica si
sunt intocmai folosite pentru a monitoriza consumul
de energie. Prin acest proces de monitorizare, se
doreste reducerea la minimum a costurilor cu energia
electrica. Este de asteptat ca, prin utilizarea unui dis-
pozitiv de monitorizare a energiei, sa se imbunata-
teasca informatiile vitale despre instalatii si utilizare,
prin cresterea gradului de constientizare.

ICM A1

MCCB

MCCB-urile cunoscute si
sub denumirea de intreru-
pator de circuit cu carcasa
turnata este un comutator
actionat electric proiectat
pentru a proteja un circuit
electric de daune cauzate
de supracurent, care rezulta,
de obicei, dintr-o supra-
sarcina sau scurtcircuit.
Aurocon COMPEC oferd o

gama extinsa de dispozi- 537-5545  Eaton

tive de inalt3 calitate de la  [CERISENSS I,
mardi lideri industriali, in- 259093 NZMN2-A200 DISTRIBUITOR AUTORIZAT

clusiv: Siemens, Schneider Electric, ABB si Eaton.  » [COMPEC
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Produsele noastre va permit o protectie
fiabila a circuitelor pentru toate sistemele
voastre electrice si nevoile de distributie a
energiei. Alegeti dintr-o selectie vasta de
MCCB-uri cu diferite valori nominale de
curent, tensiuni nominale si capacitati de
intrerupere.

Cum functioneaza? Rolul principal al unui
MCCB este de a intrerupe fluxul de curent
dupa o defectiune, iar odata ce defectul
este corectat, intrerupdtorul poate fi resetat
(fie manual, fie automat) pentru a relua
functionarea normala.

MCB sau MCCB? Desi MCB-urile si MCCB-
urile sunt, ambele, intreruptoare, exista
diferente cheie intre cele doua care le fac
potrivite pentru anumite locuri de operare.
Principala diferenta dintre cele doua este
capacitatea, MCB-urile sunt evaluate sub
100 de amperi, cu o valoare nominala de
intrerupere de sub 18.000 de amperi. Pe de
alta parte, un MCCB vine cu o caracteristica
de declansare reglabild pentru sarcini mai
mari. Un MCCB furnizeaza, de obicei,
curenti de pana la 2500A sau pana la 10A,
in functie de aplicatie. Valoarea nominala
de intrerupere a unui MCCB variaza de la
aproximativ 10.000A pana la 200.000A.

RCBO

RCBO-urile suntintre-
rupatoare de curent
rezidual cu protectie
la supracurent. Efec-
tiv, un RCBO este o
unitate care combind
un RCD (dispozitiv
de curent rezidual) si
un MCB (intrerupator
de circuit miniatural).

RCBO combina pro-

tectiala suprasarcina 772-1195

si scurtcircuit cu pro-

tectia impotriva cu- Siemens

rentilor de scurgere

la pdmant. Ele vor de- 55U1356-7KK25

conecta circuitul atunci cand curentul de-
vine dezechilibrat, protejand atat oamenii,
cat si echipamentele.

Dispozitivele RCBO sunt disponibile intr-o
gama largé de capacitéti de rupere diferite
si pot fi utilizate in aplicatii de la domenii
industriale la aparate electrocasnice.

RCCB

Un RCCB este un intrerupator de curent re-
zidual, un dispozitiv de siguranta utilizat
pentru a proteja circuitele electrice. RCCB-
urile protejeaza oamenii de socuri electrice
si electrocutare si ajutd la prevenirea incen-
diilor cu cauze electrice.

56

Cum functioneaza un RCCB? Curentul de
intrare al unui RCCB trebuie sa fie egal cu
curentul de iesire din orice circuit. RCCB-
urile pot compara diferenta de valori ale cu-
rentului dintre firele sub tensiune si neutru.

-

- 4
s Tk 3
Ay T o
; ~
. . -
3
P L

’
540-1666 ABB

Cod de producitor
2CSF204006R1630 FH204 AC-63/0,03

Cand aparatele functioneaza corect, tot cu-
rentul care intrd in aparat prin cablul sub
tensiune “iese” din aparat prin firul neutru.
Daca apare o defectiune, un anumit curent
poate trece prin firul de impamantare, iar
daca nu exista impdamantare, acest curent
poate afecta personalul care opereaza sis-
temul. Acest lucru duce la fluxul de curent
inegal intre ce intrd in dispozitiv si ceea ce
iese, diferenta fiind numita curent rezidual.
Care este diferenta dintre un RCCB si un
RCD? Un RCD (dispozitiv de curent rezidual)
poate mentine un sistem electric in siguran-
ta prin prevenirea socurilor electrice fatale.
RCD-urile pot oferi, de asemenea, protectie
impotriva incendiilor electrice. Un RCCB este
in esentd un RCD minus protectia la supra-
sarcind. Ele sunt utilizate, de obicei, in apli-
catiiin care riscul de soc electric este limitat.

DISPOZITIVE DE PROTECTIE
LA SUPRATENSIUNE

768-1192 Phoenix Contact

Cod de producitor
2762265

Dispozitivele de protectie la supratensiune
ajuta la protejarea aparatelor si echipa-
mentelor impotriva modificarilor curentu-
lui electric care circuld prin sistem.
Varfurile de curent sau tensiuni tranzitorii
pot provoca daune semnificative echipa-
mentelor si reprezinta, de asemenea, un
pericol pentru siguranta.

Pentru ce sunt folosite dispozitivele de
protectie la supratensiune? Acestea implica
utilizarea de supresoare de supratensiune
sau de protectie si descdrcatoare de supra-
tensiune. Supresoarele protejeaza echipa-
mentul de varfurile de tensiune. Ele blo-
cheaza sau trimit curentul catre impaman-
tare in - de exemplu - panourile de
distributie a energiei, sistemele de control
al proceselor si sistemele industriale grele.
Descdrcatoarele protejeaza utilajele de eve-
nimente externe care provoaca valori tran-
zitorii de supratensiune, cum ar fi fulgere
sau evenimente de comutare. Acestea sunt
instalate in sistemele de transport si
distributie a energiei.

INTRERUPATOARE TERMICE

774-0036 RS PRO

Intrerupatoarele termice protejeaza circui-
tele de excesul de curent intr-un mod similar
cu o siguranta fuzibild, dar fata de acestea
au un comutator care le permite sa fie rese-
tate dacad se declanseaza. Tipurile obisnuite
de intrerupdtoare termice includ intreru-
patoarele termice magnetice si intrerupa-
toarele termice pentru automobile.

Tipuri de intrerupatoare termice:
Intrerupdtoarele termomagnetice sunt dis-
pozitive care asigura protectie impotriva su-
pracurentului in circuite. Intrerup&toarele de
circuit folosesc un intrerupator electric
actionat automat pentru a intrerupe fluxul
de curent atunci cand este detectata o
suprasarcind sau un scurtcircuit. intrerupa-
toarele termomagnetice fac acest lucru fo-
losind un electromagnet si benzi bimetalice.
Intrerupatoarele asigura o protectie mai
complexa impotriva supracurentului decat
o simpla sigurantd. Sigurantele, pur si sim-
plu, se ard si trebuie inlocuite, in timp ce
intrerupatoarele trebuie doar resetate.

Intrerupdtoarele termice auto sunt dispozi-
tive folosite pentru a intrerupe fluxul de cu-
rent in circuitele auto, pentru a le proteja
impotriva unor defectiuni precum supra-
curent sau scurtcircuit.

Aspectul termic al acestui tip de intreru-
pator permite supracurenti mai mici pe o
perioada mai lunga de timp, dar va declansa
rapid circuitul pentru supracurenti mai mari.
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Indicator window

Acest lucru este util in cazul motoarelor,
deoarece va exista un mic supracurent de
fiecare data cand motorul este pornit pen-
tru o perioada scurta de timp, ceeacenu ar
trebui sa declanseze circuitul.

-

INTRERUPATOARE 'N'—'l‘ R
DE CIRCUIT MINIA- ® @
TURALE (MCB)

MCB-urile (intrerupa-
toarele miniaturale de
circuit) sunt un tip de =
comutatoare utilizate
pentru oprirea auto-

mata a circuitelor elec- N
: " B

trice la aparitia unor -—

conditii de functio-

nare anormale. Ade- 247-1941

sea, aceste dispozitive

inlocuiesc sigurantele Schneider Electric

fuzibile in circuitele (SIS
A9F04616

electrice de joasa ten-
siune, deoarece ele sunt mai sigure in func-
tionare, mai sensibile si permit reinitializare.
Intrerupatoarele miniaturale de circuit sunt
proiectate pentru a proteja circuitele elec-
trice la supracurent.

Ce este un intrerupator de circuit
miniatural (MCB)?

Sa incepem cu elementele de baza - ce
este un intrerupator de circuit miniatural?
Un MCB este un comutator electric
actionat automat. Intreruptoarele minia-
turale sunt menite sa previna deteriorarea
unui circuit electric ca urmare a excesului
de curent. Sunt proiectate sd se declanseze
in timpul unei suprasarcini sau scurtcircuit
pentru a proteja impotriva defectiunilor
electrice si a defectiunii echipamentului.
MCB-urile sunt utilizate pe scara larga ca
elemente izolatoare in medii casnice, co-
merciale si industriale. Ele fac parte din
familia mai larga de intrerupatoare de cir-
cuit prezentate mai sus.

Sngqiqer . e K
L=
L] Terminals

which reflects contact
state - red = closed;

/
green = open / <
o s
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Operating lever

o
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Cum opereaza un MCB?
Mini-intrerupatoarele sunt declansate de
supracurent — curent electric care depaseste

www.electronica-azi.ro u n m
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un curent sigur desemnat si foloseste un
mecanism mecanic relativ robust creat pen-
tru a minimiza defectiunile si alarmele false.
Curentul in exces determina incalzirea, in-
doirea sau deplasarea benzii bimetalice din
MCB. Acest lucru actioneazd un comutator
care indeparteaza punctele de contact
electrice pentru a limita arcul (descarcare
electrica). Contactele se inchid din nou,
odatd ce defectiunea a fost remediata si
MCB-urile sunt resetate. Un MCB este pro-
iectat pentru a proteja atat impotriva
supraincarcarii, cat siimpotriva scurtcircuitu-
lui. Acestea sunt detectate diferit folosind
procese separate. Protectia la suprasarcina
este asigurata de banda bimetalica prin func-
tionare termicg, in timp ce protectia la scurt-
circuit este asigurata de bobina de declan-
sare prin functionare electromagnetica.
Daca descarcarea este deosebit de mare,
MCB-ul se va declansa (se va activa) foarte
repede - in decurs de o zecime de secunda.
Cand supracurentul este mai aproape de
limitele de sigurantd, componenta va
raspunde mai lent.

Tipuri de MCB-uri

Sunt disponibile diferite tipuri de MCB-uri:
tip A, tip B, tip C, tip D, tip K si tip Z. Cu toate
acestea tipurile cheie sunt B, Csi D. Fiecare
este proiectat pentru a raspunde la pute-
rea probabila a supratensiunilor electrice
in diferite setari. Aceste variatii sunt cunos-
cute de obicei sub denumirea de“curba de
declansare’, dar pot fi cunoscute si sub nu-
mele de caracteristici de declansare sau ca-
racteristici de supracurent. Sa aruncam o
privire la diferentele dintre fiecare tip:

MCB Tip B (Ex.: Nr. stoc RS: 247-2234)
Intrerup&toarele de circuit Tip B
D sunt proiectate pentru declan-
sare daca prin dispozitiv circula
un curent intre trei si cinci ori
curentul maxim recomandat
. saudat de“sarcina nominala”".
: Acesta este cel mai sensibil tip
de MCB, proiectat pentru apli-
catii domestice si pentru aplicatii comerciale
de joasa tensiune, in care orice supratensi-
une curenta este probabil sa fie mica.

MCB Tip C (Ex.: Nr. stoc RS: 219-9126)
Intrerupatoarele de tip C sunt

¢ @ .re . e
utilizate pentru dispozitive
iy electrice mai puternice, unde
G p g
este probabil ca orice supra-
e tensiune sd fie mai mare — de

obicei in medii comerciale si
industriale. Sunt proiectate sa se declan-
seze la curenti intre cinci si zece ori sarcina lor
nominald. Exemple bune includ motoare
electrice mai mici si iluminare fluorescenta.

MCB Tip D (Ex.: Nr. stoc RS: 211-2401)
e MCB-urile de tip D sunt cele
eee putin sensibile, activand
“=7 numaiatunci cand curentul
creste intre zece si doudzeci
m de ori fatd de maximul reco-
e mandat. MCB-urile cu rating
D sunt construite pentru dispozitive co-
merciale si industriale cu sarcini dure,
unde apar ocazional supratensiuni de cu-
rent foarte puternice. Exemplele includ
echipamente de sudare, masini cu raze X,
motoare mari si unitati de alimentare
neintrerupta (UPS).

Alte tipuri de MCB, un pic mai specializate:
MCB tip K — acestea se vor declansa atunci
cand curentul atinge de opt pana la
doudsprezece ori maximul recomandat.
Sunt o alegere buna pentru motoare.
MCB tip Z - acestea sunt MCB-uri foarte
sensibile, care se declanseaza atunci cand
curentul depaseste sarcina nominala de
doar doua pana la trei ori. Sunt utilizate cu
dispozitive mai delicate predispuse la
scurtcircuite, cum ar fi semiconductorii.

Alegerea tipului corect de MCB

Tipul de MCB pe care ar trebui sa-l
cumpdrati depinde de specificul dispoziti-
vului sau al modului de instalare dorit. La
achizitionarea unui MCB trebuie tinut cont
de mai multi factori:

« Caracteristicile de declansare

» Capacitatea de rupere — curentul maxim
pe care un intrerupator il poate opri fara
distrugerea sau eliberarea unui arc. Acest
lucru trebuie sa se potriveasca cu puterea
probabild a oricdror supratensiuni din veci-
ndtatea instalatiei. Capacitatea de rupere se
masoara in kiloamperi (kA).

o Numarul de poli sau intrerupatoare de-
clansabile din carcasa MCB. Optiunile includ
simplu, dublu, triplu si neutru si cu patru poli.

o ® 0 @
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MCB cuun MCB cu MCBcu
singur pol 2 poli 4 poli

Aurocon COMPEC vad pune la dispozitie o
gamad foarte bogatda de intrerupdtoare de cir-
cuit din categoriile mentionate la inceputul
acestui articol, intre care si intrerupdtoare de
circuit miniaturale de la mdrci cunoscute pre-
cum: Eaton, Legrand, Schneider, Siemens,
ABB etc. Pentru gamele complete de produse
accesati www.rsromania.com

Autor: Gramescu Bogdan

= Aurocon Compec
WWW.COMPeC.ro

COMPEC

IUROCON COMPEC SRL
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Leuze

Noul ODT 3C

= B

In multe procese industriale, nu este importantd doar
informatia despre prezenta unui obiect, ci si pozitionarea
acestuia pe banda conveiorului. Pana si verificarea daca
un obiect este separat sau suprapus cu un altul pe banda
transportatoare, poate fi cruciala pentru procese ulte-
rioare (impachetare). Pentru a realiza aceste sarcini cu un
singur senzor, acesta trebuie sa livreze informatii de
detectie si masurare catre partea de control a masinii.
Leuze a realizat acest lucru prin dezvoltarea noii game
de senzori ODT 3C.

Senzorii ODT 3C sunt senzori cu iesiri in comutatie si ana-
logice, ideali pentru aplicatii de detectie si masurare. Prin
urmare, clientii pot utiliza un singur senzor pentru reali-
zarea acestor aplicatii.

Avantaje

m Senzor 2-in-1: Detectie si masurare cu un singur senzor

m Valorile masurate transmise in timpul procesului prin
|O-Link

m Ajustarea distantei de operare prin buton de invatare
sau |O-Link

m Toleranta micd alb-negru (< £ 3 mm la 150 mm
distanta de operare)

m Avantajele unui senzor cu IO-Link: Date de diagnosti-
care de la senzor, de exemplu, valori de temperatura
in proces, calitatea semnalului si avertizare stare

m Setdri de la distanta: Ajustarea numerica a domeniului
de operare prin 10-Link (de exemplu, 100 mm)

m Senzorul are doua iesiri in comutatie independente
(OUT1 s5i OUT2)

m Suprimare activa a luminii ambientale: fara comutari
false chiar si in lumina directa

m Modele disponibile cu iesire de avertizare (ca OUT2)

m Modele |O-Link cu Smart Sensor Profile conform
Ed.2V1.1(2021)

m Protectie la manipulare gresita prin dezactivarea
butonului de invatare

m LED-uri de stare vizibile din orice unghi

m Module de functii specifice 10-Link pentru Siemens,
Beckhoff, Rockwell etc.

58

| I

Senzor complex 1

pentru detectie si
L masurare

Aplicatii

Controlul fasiei de aluat in industria de panificatie

! . . . . . . . . '...'"llilllll!mm.l.r.':l'.-
(T
)O.NN"m |
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Cerinta:

In industria alimentard, o masina ruleaza aluat care este
procesat mai apoi in produse de panificatie. Aceasta
masina ruleaza aluatul precis la grosimea necesara. La
transferul pe banda conveiorului aluatul trebuie sa isi
pastreze forma. Sunt necesari senzori pentru monitori-
zarea acestui proces.

Variabila masurata este distanta intre aluat si senzor, care
trebuie sa fie intotdeauna intre 100 si 120 mm.

Solutie:

Noul senzor ODT 3C este pozitionat la iesirea masinii de
rulaj, deasupra fasiei de aluat care a fost mai intai presata
de catre masind. Scopul este mentinerea distantei alua-
tului fata de senzor in domeniul 100-120 mm. in cazul
in care valoarea masurata nu este in domeniul dorit, mo-
toarele conveiorului ajusteaza viteza benzii.

Valorile masurate sunt evaluate in proces prin 10-Link.
Mai mult, datele de diagnosticare sunt transmise catre
unitatea de control prin I0-Link in scopul implementarii
Industry 4.0.

ElectronicaeAzi nr. 10(270)/2022



Leuze

Pozitionarea stivelor in industria bauturilor/ambalajelor

& ¥ =

e 'av . *r'_‘

LT

l 4
Cerinta:

In industria bauturilor, sticlele umplute sunt uneori am-
balate in carton si grupate intr-un pachet pregatit pentru
vanzare. Cartoanele deja tdiate pe o stiva trebuie luate
individual si transmise cdtre procesul de lipire si pliere.
Pentru asigurarea unei performante optime in pasii
procesului, stiva de ambalaje trebuie pozitionata precis
pe banda conveiorului.

Solutie:

Folosind noii senzori ODT 3(, stiva de ambalaje din carton
poate fi detectatd (functia de comutare a senzorului) si
pozitionata mai apoi la o distanta definita (de exemplu,
120 mm) fatd de decupajul cartonului din stivd, prin
monitorizarea distantei (functia de masurare a senzorului).

Monitorizarea calitatii si inaltimii obiectelor pe banda
conveiorului

Cerinta:

In industria alimentara, produsele fabricate (de exemplu,
tabletele de ciocolata) se deplaseaza separat pe banda
transportatoare. In acest proces este importantd monitori-
zarea produselor suprapuse, care nu vor mai putea fi folo-
site in pasii ulteriori ai procesului (de exemplu, in ambalare).

Solutie:

Noul senzor ODT 3C este instalat perpendicular pe
banda conveiorului. Acesta detecteaza obiectele (functia
de comutare) si le monitorizeaza inaltimea (functia de
masurare). In acest mod, senzorul asigura ca produsele sa
fie transportate separat, iar cele suprapuse sa fie excluse
din procesul de ambalare.

www.electronica-azi.ro u “ m

Caracteristici principale

2-in-1: Detectie si masurare cu un singur senzor

Sarcini de detectie si )
? 5 |

masurare realizate cu

un singur senzor -

economisire timp si

bani la achizitie, in-

stalare si punere in

functiune, precum si

in operare.

Date de diagnosticare complexe prin 10-Link
Date de diagnosti-

care de la senzor, de

exemplu, valori de

temperaturg, calitate

semnal, numarare obi- *

ecte si avertizari in <°

proces. Valori de ma- )
surare transmise prin ° @ IO-Link
|O-Link pentru monitorizarea unui proces specific.

Ajustarea de la distanta a domeniului de operare
Domeniul de operare

poate fi ajustat nu-

meric (de exemplu, ““l\
100 mm) prin I0-Link

(Remote Set Distance).

Calibrarea senzorului

este facuta cu o acu-

ratete mairidicata de

la distanta. Prin urmare, punctele de comutare ale sen-
zorului sunt realizate aproape complet independent de
reflexiile din aplicatie prin 10-Link si senzorul poate fi in-
locuit usor. Acuratetea ridicata si calibrarea senzorului se
pastreaza la schimbarea senzorului, deoarece datele pot
fi transferate fara pierdere prin 10-Link si nu este
necesara reinvatarea senzorului.

Suprimare activa a luminii ambientale
Noua serie de senzori
ODT 3C dispune de
suprimare activa a lu-
minii (FW1.5). Senzo-
rii nu sunt afectati de
lumina directa care
poate cauza o comu-
tare falsa a acestora.
Prin urmare, fiabili-
tatea functiondrii sen-
zorilor ODT 3C este foarte ridicata.

PLA)
|
o

> B
=

-

www.oboyle.ro
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Sensor Lats mote senroes more indwokod

Instruments

= Numararea spirelor

Instruments

In productia filtrelor de ulei si de aer pentru industria automobilelor, acestea tre-
buie sa atinga numarul dorit de spire, obtinute prin indoirea materialului filtrului,
astfel incat sa se obtind un numar cat mai mare pe o suprafata cat mai mica.

Functie de tipul filtrului, sunt diferente in adancimea de indoire si in numarul
spirelor. Inainte ca materialul filtrului sa fie transformat intr-un cilindru, acesta
este transportat pe o suprafata plana. Cand se atinge numarul dorit de spire,
din acest material sunt tdiate dimensiunile necesare pentru filtre. in timpul aces-
tui proces, spirele nu sunt la acelasi nivel, filtrul poate fi comprimat sau extins in
anumite zone. Aceste variatii, precum si materialul semi-transparent din care
este construit filtrul, reprezinta provocari pentru sistemul de senzori non-contact care trebuie sa comande tdierea.
Detectia cu acuratete ridicata a muchiilor, in aceste situatii, poate fi realizata cu senzori de detectie muchie din seria
RED. Unda laser proiectata pe spirele filtrului este captata de catre
doua receptoare integrate in carcasa senzorului, la unghiuri diferite.
Un receptor este amplasat langa emitator, iar celdlalt pe partea
opusa carcasei senzorului. Cand unda laser cade pe varful unei spire,
reflexia acesteia nu cade pe receptorul din partea opusd, iar semna-
lul receptorului de langa emitator este amplificat. Prin compararea
celor doud semnale captate de cdtre senzor, se obtine o informatie
sigura asupra prezentei unei spire. Algoritmi software aditionali, pre- I e O s Bt
cum activarea unei temporizari dupa o detectie sau a unui histerezis L
la comutare, vor creste acuratetea senzorului. RED-110-L este un
senzor care detecteaza precis spirele intr-un interval de distante fata de obiect de 90mm — 130mm. Pentru acest senzor,
nu conteaza daca materialul din care sunt facute spirele este contractat sau extins. Frecventa maxima de lucru a senzorului
laser este de 100 kHz, mai mult decat suficienta pentru majoritatea aplicatiilor. www.oboyle.ro

fre,

CONTRINEX)

Senzori inductivi cu invelis ceramic rezistent la sudura

Seria senzorilor inductivi imuni la sudura, include acum si senzori cu invelis
ceramic. Pe langa rezistenta la socurile mecanice si imunitatea la campul elec-
tromagnetic al echipamentelor de sudura, noii senzori sunt caracterizati si de o
carcasa robusta, cu un invelis rezistent la sudura. Acest invelis mareste durata
de viatd a senzorilor, faciliteaza curatarea acestora si reduce timpii de oprire ai
utilajului. Senzorii inductivi imuni la sudura Contrinex, cu invelis ACTIVSTONE™, :
ofera cel maiinalt nivel de rezistenta in aplicatiile de sudura. Un material ceramic de calltate superioara formeaza un strat
durabil, fara aderenta pe toate partile senzorului, inclusiv pe piulitele de fixare. Materialul a fost creat special pentru a fi
robust, rezistent la socuri, fisuri, suprafete abrazive. Prin prevenirea acumuldrii materialului de sudura pe carcasa senzo-
rului, acesta poate fi indepartat mult mai usor si se reduc costurile de mentenanta. invelisul ceramic garanteaza o protectie
de lunga durata a senzorului, in aplicatii MIG si MAG. Senzorii inductivi utilizati in aplicatii de sudura necesita protectie
si fata de campuirile electromagnetice ale utilajelor, deoarece acestea pot genera comutari false ale senzorului. Senzorii
imuni la sudura din gamele Full Inox si Classics utilizeaza tehnologie speciala pentru suprimarea interferentelor. Acestia
ofera o detectie optima in combinatie cu imunitatea la interferentele electromagnetice, in special pentru campurile de
frecventa medie (curent pana la 15 kA). Sunt ideali pentru utilizarea in celule automate de sudura in industria auto si
aplicatii de sudura similare. Senzorii din familia Full Inox sunt recomandati pentru fiabilitatea lor in cele mai solicitante
aplicatii de sudura. O carcasa inchisa, monobloc, din otel inox V2A/AISI 303 garanteaza o rezistenta chimica si mecanica
excelente la socuri, vibratii si suprafete abrazive. In cazul impactului, tehnologia Condet® asigura o comutare precisa,
chiar daca se produc daune la elementul din feritd. Mai mult, senzorii sunt imuni la materia de sudura, praf metalic sau
aschii metalice si ofera distante mari de operare cu factor 1 pentru otel si aluminiu. Senzorii inveliti cu ACTIVSTONE™
sunt disponibili in diametre de la M8 la M30, cu elemente de fixare din acelasi material. www.oboyle.ro
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Leuze
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= Senzori inductivi

» Senzori capacitivi

= Senzori logistica

*Siguranta la locul
de munca
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= Senzori optici

= Senzori inductivi

= Senzori capacitivi

» Senzori ultrasonici
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Kobold
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= Monitoare si
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* Indicatoare si
comutatoare de nivel
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Instruments

= Senzori de culoare
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= Spectrometre

= Senzori de luciu

ASM

» Senzori de deplasare
liniara

= Senzori unghiulari

Inxpect

= Sistem de siguranta
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radar
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= Senzori pentru cilindri

*Senzori magnetici
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» Senzori miniaturali
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Leuze

DRT 25C: Detectie optica perpendiculara pe conveior

Senzorul optic difuz DRT 25C cu referinta dinamica - un
produs inovator de la Leuze - este special construit pen-
tru detectia produselor alimentare. Datorita tehnologiei
inteligente CAT, senzorul recunoaste cu precizie produse
plate sau sferice, transparente sau infoliate, precum si
forme iregulate sau contururi.

Avantaje

m Detectia precisd a obiectelor cu forme iregulate asigura o
productie continua si previne aparitia avariilor pe linie

m Nu este necesara reajustarea senzorului la schimbarea
produselor sau a materialului de impachetare, generand
astfel o crestere a productivitatii

m Reglaj usor sirapid al senzorului prin functie de invatare
automatd a suprafetei conveiorului, doar cu un buton
de invatare; o singura pozitie de montaj pentru toate
obiectele care vor fi detectate pe linie

m Detectie stabila chair daca banda conveiorului este
murdard sau vibreaza

m |O-Link pentru integrare usoard a functiilor cu partea de
control a utilajului, cum ar fi mesajele de avertizare in
cazul contaminarii excesive a opticii senzorului, folosirea
numadratorului integrat in electronica senzorului sau
dezactivarea tastei de invatare

Senzorii trebuie sa detecteze in siguranta o varietate de
produse si folii pe conveioarele utilajelor de impachetare
(HFFS, FS, Thermoform, VFFS) din industria alimentara. Mai
mult, ei trebuie sa functioneze continuu dupa schimbarea
produsului, fard a fi nevoie de recalibrarea lor. Senzorii op-
tici care indeplinesc aceste cerinte sunt, de obicei, senzori
reflexivi cu suprimarea prim-planului. Aceastd tehnologie
are slabiciunile ei,in momentul in care obiectele de detectat
sunt plane, lucioase sau transparente.

Metoda inovatoare de detectie a DRT 25C, functioneaza
prin invdtarea adaptiva a contrastului (CAT — Contrast
Adaptive Teach technology), unde banda conveiorului este
utilizata ca referinta in locul obiectului. Astfel, senzorul
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Detectie stabila a -I
produselor alimentare
fara reajustarea
senzorului la
schimbarea tipului

L de produs.

detecteaza orice obiect ca o deviere de la suprafata benzii
conveiorului. Detectia este independent de caracteristicile
obiectului, cum ar fi culoarea, luciul sau transparenta.

Aplicatii
Detectia produselor pe banda conveiorului la utilajele
de debitare

Cerinta:

Pentru controlul distantei intre produse, muchiile frontale
ale produselor de pe banda conveiorului trebuie detec-
tate precis. Senzorul trebuie, de asemenea, sa detecteze
produse de dimensiuni si forme diferite, plate sau inalte,
pentru prevenirea opririi utilajului datorita detectiei inco-
recte. Ajustarea pentru toate tipurile de produse trebuie
sa se realizeze usor.

Solutie:

DRT 25C detecteaza orice produs, de dimensiuni mici
sau mari, forma platd, sferica sau iregulata. Aceasta
fnseamna ca astfel de utilaje pot fi echipate cu un singur
senzor, indiferent de aplicatie. invatarea cu un singur
buton a DRT 25C il face, de asemenea, usor de ajustat.
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Leuze

Detectia produselor pe banda conveioruluila utilajele
de impachetare

Cerinta:

Pentru controlul distantei intre produse fara probleme,
trebuie detectate precis ambalaje realizate din diferite
materiale. Schimbarea produselor sau a foliei de ambalare
nu trebuie sa necesite o reajustare a senzorului.

Solutie:

Tehnologia unica a DRT 25C foloseste ca referinta banda
conveiorului. Detectia este independenta de caracteristi-
cile suprafetei sau a materialului de impachetare utilizat
(culoare, luciu, transparenta). Aceasta inseamna ca nu este
necesara recalibrarea senzoruluila schimbarea produselor
sau foliei de impachetare.

Tehnologia de functionare

Nu necesita ajustare la schimbarea produselor
Atunci cand se realizeaza invatarea senzorului, banda
conveiorului este memorata ca punct de referinta. Dupa
schimbarea produsului, nu este necesar ca senzorul sa fie
reajustat, deoarece punctul de referinta ramane acelasi.

www.electronica-azi.ro u n m

Mai mult, pozitia de montaj si alinierea senzorului pot
ramane aceleasi pentru o varietate de produse. Prin urmare,
nu este necesar niciun efort in reajustarea senzorului la
schimbarea produselor.

Trei fascicule optice pentru fiabilitate maxima
Indiferent de forma produselor sau a ambalajului, utilizand
trei fascicule optice, DRT 25C detecteaza eficient muchiile
frontale si asigura un proces fluid fara intreruperea
productiei. Datorita razei mari de scanare, sunt detectate
precis chiar si obiecte cu orificii, ca un singur obiect. Pentru
aceste tipuri de produse, nu este necesar ca toate cele
trei fascicule ale senzorului sa cada pe obiect.

De la obiecte transparente, la obiecte foarte lucioase
Impachetarile cu folii de diverse culori si transparente
sunt detectate in siguranta ca o deviere de la banda con-
veiorului, stabilita ca referinta la invatarea senzorului.
Acest lucru inseamna ca utilajele, care lucreaza cu o varie-
tate de ambalaje, pot fi echipate cu un singur senzor.

Tehnologie CAT unica

DRT 25C foloseste banda conveiorului ca referinta
dinamica pentru detectia obiectelor. Prin aceasta metoda,
caracteristicile suprafetei benzii sunt invatate de catre
senzor. Senzorul va detecta orice obiect cu caracteristici
ale suprafetei diferite de cele ale benzii. Chiar si contami-
narea benzii conveiorului poate fi compensata utilizand
tehnologia CAT.

=)

Specificatii tehnice

m Tehnologie de memorare a referintei si trei fascicule optice
LED pentru detectie fiabild a unei varietati de forme si
suprafete

m Distante de operare fata de banda conveiorului intre
50-200mm

m Frecventa de comutare de 750Hz pentru viteze ale
conveiorului de pana la 2m/s

m Configurare usoara printr-un buton de invatare

m Interfatd |0-Link pentru comunicare standardizatd cu
partea de control a utilajului

m Constructie compacta: 15mm x 42.7mm X 30mm

m Clasa de protectie IP67 si IP69K, certificare ECOLAB

www.oboyle.ro

63



=LTHD=

Whether you are dealing with warpage induced
defects, voiding, insufficient solder paste volume,
electrical or mechanical reliability issues, the new
Solder Pastes - coupled with our world-renowned
Technical Support - allow for the lowest total
cost of ownership and fewer end-of-line
defects.

The deep
meaning
of true

cleaning

www.lthd.com




ﬂb FELIX ELECTRONIC SERVICES

Servicii complete de fabricare si asamblare a produselor electronice

FELIX-EMS.RO

Asamblarea componentelor THT
Lipirea componentelor cu terminale prin
gauri se face manual sau in val, in functie
de cerintele tehnice pentru temperatura
la lipire a componentelor electronice.

Asamblare de componente SMD
Plantarea componentelor SMD este realizata
de magini SIEMENS SIPLACE. Cu inalta
{Jrecizie si vitezd, masinile pot planta pana

a 50.000 de componente pe ora.

Componente si dimensiuni
Componente “cip” pana la dimensiunea
minima 0201. Circuite integrate cu pas fin \
(minimum 0,25 mm) avand capsule Ve
variate: SO, SSOP, QFP, QFN, BGA etc. \\:

Servicii

» Plantare SMD (Dispozitive montate pe suprafata) -
« Plantare THT (Dispozitive cu terminale introduse prin gauri) . P
« Cablare (Taiere, stripare, sertizare si conectoare cu fire)

» Asamblare mecanica de componente si produs finit

« Lacuire de protectie PCBA

« Programare microcontrolere

« AQI (Inspectie vizuald automatizata)

+»Testare functionala

« CNC (Gaurire, taiere si gravare in materiale plastice)

« 3D Printing (Realizare carcase din plastic, personalizate)

« Ambalare pentru protectie si transport

« Produse tip prototip

- Materiale si servicii furnizate de partenerii nostri (Componente, Etichete, Folil inscriptionate, PCB)

Lacuire

Protejeaza placa PCBA (modulul final) la
factorii de mediu daunatori (electrostatic,
umezeala, agenti chimici corozivi).

Verificare si Testare

Masina AOI (Automated Optical
Inspection) poate identifica cu acuratete
componentele lipsa, plantate gresit sau
defectele de lipire. Testarea functionala se
face cu standurile proprii sau standuri
specifice asigurate de citre client.

Asamblare mecanica si Ambalare
Asamblarea mecanica a unor componente
(conectoare, butoane, radiatoare, display-
uri, antene) si a produselor finite,
Ambalare pentru protectie si transport.

Clienti: ASiretta Homplex ¥ Honeywell [} (olMesd CHESS SOPTRONIC
Partener: ECAS ELECTRO/ ECAS.RO Contact: Adresa:
Standarde de calitate: ISO 9001 Telefon: +40 212046127 Bd. Prof. D. Pompeiu nr. 8
1SO 14001 Email: office@felix-ems.ro Sector 2, Bucuresti, Romania,

1SO 45001 Website: felix-ems.ro Cod Postal 020337
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Siguranta si conformitate

Premier Distributor

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

Semne de siguranta la locul de munci Marcarea fevilor Etichetare pentru logisticd Marcarea tonelor Semne vituale pentru securitatea mundi Sorbenti industriali

Blocare/marcare

Blocare pentru riscuri electrice Blocare pentru riscuri mecanice Lacite (standard 5i personalizate)

Pentru mai muite detalil contactatl LTHD, Premies Distributor Brady sau visitatl pagina noastrd de Internet: Nitps S smartid tha comi oo homl

Premier Distributor

Marcarea cablurilor/ Identificarea produselor/ Imprimante

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

IMPRIMANTE DO-IT-YOURSELF PENTRU
SECURITATEA MUNCII & s

Bradyjet |5000

- . L i 1 b o i
Efectuare semn DIY Maracare tevi DIY Controlul inventarubui Instructiuni utilaj Marcarea onelor Identificare in zona de depori

IMPRIMANTE PENTRU MARCAREA CABLURILOR
$I TIPARIREA SEMNELOR DE SIGURANTA

Controbul virual al productiei

IMPRIMANTE PORTABILE IMPRIMANTE DE BISOU.

@o..ﬂ

Dimesiane masimd etichetd b 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 51 mm 112 mm 106 mm 110 mm 110 mm

= e

Etichete tu autolaminare Mansaane termocontractabile Identificarea produselor ru EFREP  Etichete laminate pentru Identificare

BMPI1-PLUS MP. MPS BMPEY

LTHD Corporation S.R.L.
Head Office: Timisoara - ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., Ithd@Ithd.com, www.lthd.com — LTHD I
Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813
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Although not visible,
our labels always find
the right mission.

www.Ithd.com RiERERE:®



=LTHD=

A
A

ESD

Reach
out for
safety

) Shipping Electronic Equipment is more challenging
/;‘_\ than shipping other forms of equipment due to the
1) need for Safeguarding the shipment from electric
g ) — charges. ESD Protective Packaging covers any materials

coming into direct contact with ESD sensitive devices
during handling, shipping and storage.

SRR www.lthd.com




